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kauft Gebrauchtmarkt

fur IC-Fertigungsanlagen leer

Die ,,China AG“ reagiert auf den Chipmangel in der Autoindustrie: Viele Hersteller kaufen
Seite 8

Second-Hand-Fertigungsausriistungen in Japan ein.

Anwenderforum
Relais 2021

Alles dreht sich um Relais
beim Anwenderforum am
20. und 21. Oktober 2021in
Wiirzburg.

Seite 20

Sonderteile PCIM
und Sensor+Test

Informationen zu Produkten
und Services zu PCIM und
Sensor+Test finden Sie ab
den Seiten 24 bzw. 52

Strategien im
Rechenzentrum
Aufgrund von 5G, loT und KI
wachsen die Datenmengen

in Rechenzentren — eine
Herausforderung. Seite 40
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EDITORIAL

3D-Druck: vom Raketentriebwerk
bis zum Mikrokiihlkorper

it der Moglichkeit, sowohl leitfa-
Mhige Strukturen als auch Isolati-

onsschichten zu drucken, hat die
additive Fertigung auch die Elektronik
erschlossen. Gedruckte Schaltungen brin-
gen u.a. die Disziplinen Mikroelektronik,
Elektronikfertigung und Werkstoffkunde
zusammen. Fiir Bauteile notige Einzel-
schichten werden mittels bekannter
Druckverfahren wie Sieb-, Inkjet-, Piezo-
Jet-Druck produziert und kénnen isolie-
rend, elektrisch leitend und halbleitend
sein. Diese Technik schafft es, fiir die
Leistungselektronik Leiterplatten, Wider-
stande, Induktivitdten, Kapazitaten, Sen-
soren und Kiihlkorper zu drucken.

Ein Vorteil des 3D-Drucks liegt in der
Herstellbarkeit anspruchsvoller Geo-
metrien, die bisher mittels subtraktiver
Fertigung kaum oder nur mit grof3em Auf-
wand méglich war. Die additive Fertigung
indes ergdnzt die bestehenden Ferti-
gungsverfahren und fiihrt in einigen
Féllen zu deren Ablosung. Aktuelle Be-
schrankungen in der additiven Fertigung
ergeben sind durch die Anzahl der druck-
baren Materialien, die Druckraumgrofie
und damit die maximale Bauteilgr6f3e
sowie durch den Zeitaufwand fiir den
schichtweisen Aufbau des Endproduktes.

Die jiingsten Fortschritte der Technik
sind beeindruckend: Das britische Start-

»,Der3D-Druck schldgt
lange Wurzeln in der
Industrie, wie ein Report
des Druckerherstellers
MakerBot zeigt. “

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

up-Unternehmen Orbex etwa hat die
erfolgreiche Herstellung eines 3D-ge-
druckten Raketenantriebs mitgeteilt, der
in einem Stiick aus einer Metalllegierung
entstand. Die israelische Nano Dimension
fertigt mehrlagige Leiterplatten inklusive
aller nétigen Verbindungen und Isolatio-
nen. Dazu entwickelte silber- und dielek-
trische Tinten auf Basis von Nanoparti-
keln geben den Leiterbahnen eine Leitfa-
higkeit, die den Einsatz in der Leistungs-
elektronik ermoglicht.

In Aachen nutzt die IQ evolution ein
patentiertes Metall-3D-Druck-Verfahren
zur Herstellung von Mikrokiihlern fiir
Leistungshalbleiter. Auch passive Bauele-
mente stehen im Fokus, etwa Hochstrom-
spulen. Wie die IQ-Technik funktioniert
und warum eine Stiickzahl von 100.000
pro Monat kein Hexenwerk ist, zeigt der
Artikel auf Seite 24 in diesem Heft.

Herzlichst, Ihr
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FlowCAD

Leiterplatten
analysieren

Power- und Signal-Integritat —
Mehr Qualitat in kirzerer Zeit

Mit der Sigrity-Software von Cadence
lasst sich das elektrische Verhalten
von Leiterplatten untersuchen.

Die Qualitat der Signale auf Leiterplatten
kann so analysiert, korrigiert und
sichergestellt werden. Gleiches gilt fur
die Stabilitat der Stromversorgung.

e Fehler frihzeitig vermeiden

* Qualitat eindesignen

e Kosten optimieren

Sigrity liest die Daten aller gangigen
PCB Tools. Die Software kann aufgrund
von elektrischen Regeln (ohne spezielle

Modelle) auch viele Analysen mit den
Layout-Daten durchfihren.

Durch die Integration in OrCAD Allegro
ist die Extraktion und damit das

Aufsetzen einer Analyse schnell und
einfach realisiert.

info@FlowCAD.de

Sigrity cadence
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Was PCB-Designer iiber
Sicherheitsabstande
wissen sollten

Beim PCB-Design richtet sich das Augenmerk zuerst
auf die elektrische Funktion. Doch die Leiterplatte
muss produziert und bestiickt werden. Das sollte der
PCB-Designer von Anfang an im Blick haben.
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Zahlen, Daten, Fakten
China kauft Gebrauchtmarkt fiir IC-Fertigung leer
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Relais

Die kleinen Bausteine eines grof3en Trends

Relais sind in Anwendungen des IIoT unverzichtbares
Bindeglied zwischen der digitalen und der realen Welt.
Was zeichnet die Schaltanforderungen kiinfitig aus?

Call for Paper fiir das Anwenderforum Relais 2021
Relais sind unverzichtbar und Technologietreiber. Grund-
lagen, Stand der Technik und Trends diskutiert die Branche
am 20. und 21. Oktober 2021 in Wiirzburg.

Fertigungsgerechtes Design

Sicherheitsabstdnde beim PCB-Design

Beim PCB-Design steht zuerst die elektrische Funktion im
Fokus. Doch die Leiterplatte muss produziert und bestiickt
werden. Das sollte der PCB-Designer stets im Blick haben.

Verbindungstechnik
loT, 5G und KI: Strategien im Rechenzentrum

Durch 5G, IoT und KI wachsen die Datenmengen in Rechen-
zentren. Dazu kommen Echtzeit-Analysen rund um Predicti-

ve Maintenance. Glasfaserverkabelung und Edge-Konzepte
konnen dies meistern.

44

48

Welche Beschichtung fiir welche Anwendung?

Die Beschichtung der Kontakte spielt eine wichtige Rolle.
Am Beispiel von Leiterplatten-Steckverbindern erldutern
wir Varianten und Auswahlkriterien.

Mensch-Maschine-Interface

Das breite Anwendungsspektrum einer Folientastatur
Folientastaturen sind kostengiinstig, miissen aber sowohl
dicht als auch bestdndig sein. Eine veredelte und bedruckte
Oberflache rundet die Tastatur ab.

SONDERTEILE

24

27

52

PCIM 2021

Fluid-Kiihllosung mit hoher Warmestromdichte
Wenn Platz zur Ableitung der Verlustwédrme von Leis-
tungshalbleitern knapp ist, kénnen diese Mikrokiihler mit
mehreren hundert W/cm? Warmestromdichte helfen.

Neue Produkte und Services von der PCIM

SENSOR+TEST 2021
Neue Produkte und Services von der Sensor+Test

TIPPS UND SERIEN

17

Analog-Tipp
Optimieren von Schaltungen mit schnellen Datenwandlern
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1 Relais: Kleine Bausteine 2 4 Fluid-Kiihllosung mit
eines grofien Trends hoher Wirmestromdichte

4 4 Kontaktbeschichtungen 4 8
fiir jede Anwendung Anwendungsspektrum

30 Power-Tipp
Wie Sie reale Spannungsquellen richtig auslegen

38

58

Design-Tipp
Automatisierungsgrad: Vor- und Nachteile der THR-Technik

Zum Schluss

Die Sensor+Test 2022 ist unser Silberstreif am Horizont

RUBRIKEN

3 Editorial
16 Veranstaltungen
56 Impressum

Unser ndchster Event St“"‘"ﬂ‘”m"gtmd
Anwenderkongress Steckverbinder €C wl‘n er
05.- 07. Juli 2021, Wiirzburg —-

Europas grofter bilingualer Fachkongress (deutsch und englisch) zu
Einsatz und Design-in von Steckverbindern mit praxisorientierten
Losungen und viel Grundlagenwissen.

www.steckverbinderkongress.de
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INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES

» Breites Produktportfolio (managed, unmanaged) mit

PoE Unterstutzung

» Fast / Gigabit Ethernet, standardisierte RJ45 und
SFP-Interfaces

» Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C - 75 °C) und
hohe EMV-Festigkeit

» Kompaktes, robustes Metalldesign
» Durchgangiges Single-Chip Design
» Redundanter DC-Weitbereichseingang

» DIN Rail, Wall Mount oder Rack Mount

www.kontron.de

POSSIBILITIES START HERE % kontron

S&T Group
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AUFGEMERKT

20 Jahre elektronischer Uberstromschutz

Wer Verbraucher im 12-, 24- oder 48-V,-Kreis absichert, die von
einem Schaltnetzteil gespeist werden, kommt an einem elektoni-
schen Uberstromschutzes nicht vorbei. E-T-A Elektrotechnische
Apparate aus Altdorf bei Niirnberg erfand diese Gerdte-Gattung
vor genau 20 Jahren. Schon damals hatte E-T-A als einziger An-
bieter weltweit alle elektromechanischen Funktionsprinzipien
im Angebot. Die elektronischen Gerdte waren dabei die ndchste
Evolutionsstufe des Uberstromschutzes. Anfangs ging es insbe-

sondere um die Absicherung der Leitung und um die dauerhafte
Verfiigharkeit der Steuerspannung. Heute leisten die modernen
Uberstromschutzgerite deutlich mehr. Sie unterstiitzen nicht nur
die Digitalisierung, sondern auch Industrie-4.0-Losungen in der
Zustandsiiberwachung (Condition Monitoring) und in der vorbeu-
genden Wartung (Predictive Maintenance). Ein- oder mehrkanalig
werden sie auf der Hutschiene montiert oder sind steckbar, mit
oder ohne galvanische Trennung. // KU
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OPV fiir mehr
Effizienz

Der Operationsverstarker
TSV7722 von STM stellt
Leistungswandler-Syste-
men prdzise und zeitna-
he Strommesswerte zur
Verfiigung und verbessert
damit die Energieeffizienz
im Smart-Mobility-Bereich
und bei optischen Senso-
ren sowie in PV-Panels,
Telekommunikations-Infra-
strukturen und Computer-
Servern. Dazu trdgt das
GBW-Produkt von 22 MHz
und die Anstiegsgeschwin-
digkeit von 11V/ps bei. Mi-
krocontroller und OpAmp
lassen sich aus derselben
Quelle speisen. // KR
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AUFGEDREHT: Cyber-Diode

Gehdrtet

Security by Design
verhindert, dass Schutz-
funktionen ausgeschal-
tet oder durch Konfigu-
rationsfehler verdndert
werden kénnen.

cyber-diode

Herzstiick OS

Das gehdrtete OpenBSD
0S und der zugehérige
Mikrokernel mit seinen
wenigen Zeilen Code
sind extrem schwer
anzugreifen.

Mikrokernel

Der L4-Mikrokernel
schottet zwei Compart-
ments fiir Datenextrak-
tion und -Weiterleitung
ab. Dazwischen liegt ein
One Way Task.

Die Cyber-Diode des IT-Security-Sezialisten ge-
nua stellt analog zu einer Halbleiter-Diode eine
Einbahnstrafle dar. Die industrielle Software-Da-
tendiode sichert den Datentransfer aus sensiblen
Netzwerksegmenten iiber unsichere Netzwerke

Verschliisselt
Die Diode sichert den
Versand von Maschi-
nendaten vom Sensor
bis in die Cloud iiber
VPN und IPSec aus dem
Geheimschutz.

Secure Boot
Das System kann nur
iiber eine signierte
Software mit nicht
verdnderbarem Code
gebootet werden.

Protokolle

Die Diode unterstiitzt
das Industrieprotokoll
OPC UA zum Austausch
von Maschinendaten
sowie FTP, SMTP, TCP,
UDP und Syslog.

(z.B. Internet) ab. Sollen z.B. Maschinendaten
aus einem Produktionsumfeld in die Cloud aus-
geleitet werden, stellt sie sicher, dass dies riick-
wirkungsfrei bleibt. OPC-UA-Netzwerke sind so-
mit von auflen nicht kompromitierbar. /] JW

AUFGE-

SCHNAPPT

»Wenn Sie ein bestimmtes
Bauelement nicht bei Digi-Key
finden kénnen, dann gibt es das
Bauteil nicht, oder es lohnt sich

nicht, es einzudesignen. “
Dave Doherty, CEO Digi-Key

MILLIARDEN US-DOLLAR

steckt Intelin den Bau zweier neuer Fabs in Arizona. Der neue
CEO und Hoffnungstrdger Pat Gelsinger will Intel mit seiner
Vision IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturing) flexibler
ausrichten: Einerseits soll das Unternehmen mit den neuen ,,Intel Foundry Ser-

vices“ selbst verstdrkt als Auftragsfertiger agieren, andererseits Chips aber
auch bei anderen Herstellern fertigen lassen. Teil der Strategie ist zudem der
Aufbau einer 7-nm-Fab in Europa. Erste 7-nm-Chips mit dem Code-Namen

»Meteor Lake“ sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

// ME

Wolfgang Kellerer
treibt 6G-Standard

Im Grof3projekt der TU Miinchen zu 6G sollen
Grundlagen fiir den neuen Mobilfunkstandard
gelegt werden. Durch die héheren Frequenzen,
mit denen 6G arbeitet, sind Ubertragungsraten
von einem Terabit pro Sekunde moglich. Dabei
geht es Projektleiter Professor Wolfgang Kellerer
vorrangig um mehr Sicherheit. // HEH

Bild: Andreas Heddergott / TU Muenchen
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China kauft Gebrauchtmarkt
fiir IC-Fertigungsanlagen leer

Die,,China AG*“ reagiert auf den Chipmangel in der Autoindustrie:
Um kurzfristig mehr ,,Made in China“-Chips fertigen zu kénnen, kaufen
viele Hersteller Second-Hand-Fertigungsausriistungen in Japan ein.

Abhdngig: China importiert rund 90 Prozent seiner benétigten Auto-ICs.

an Halbleitern durch mehr heimische

Produktion zu bekdmpfen. Auf der
»Semicon China“ in Shanghai, der gréfiten
Fachmesse der Volksrepublik, dominierte
dieses Thema die Diskussionen. Besonders
die schmerzhaften Engpdsse bei Chips fiir
die Autoindustrie verdndern bereits die In-
dustrie und ihre Lieferketten, war auf der
Messe zu erfahren. Die ,,China AG* — gemeint
sind mdchtige chinesische Staatsbetriebe —
nutzte die Semicon China in der vergangenen
Woche intensiv, um den Chipmangel und
mogliche Gegenmafinahmen zu diskutieren.
Ein klarer Trend ist der zu mehr heimischer
Produktion, um politisch motivierten Export-
kontrollen und anderen Gefahren fiir die
Lieferketten zu begegnen.

Die Automobilindustrie in China ist beson-
ders schwer von dem globalen Chipmangel
betroffen. Zum einen hat sich der chinesi-
sche, weltweit grofite Automarkt schneller
als die Markte anderer Lander vom Schock
der Coronakrise erholt. 25,3 Mio. Fahrzeuge
konnten 2020 in China ausgeliefert werden
— das entspricht nur einem leichten Riick-
gang von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vor-

C hina setzt verstarkt darauf, den Mangel

jahr. Fiir 2021 sagen Prognosen bereits wie-
der steigende Autoverkdufe voraus — sofern
die Chiphersteller und automobile Zulieferer
die OEM in China nicht im Regen stehen las-
sen. Denn der zweite Grund ist Chinas Ab-
héangigkeit von Chipimporten: 90 Prozent
aller Halbleiter fiir die Automobilindustrie
stammen derzeit aus dem Ausland.

Chip-Mangel ist kritisch fiir
Chinas Autohersteller

Zahlen des chinesischen Verbands der
Automobilhersteller CAAM machen deutlich,
wie kritisch sich der Chipmangel auf die hei-
mische Autoindustrie auswirkt. Im Januar
seien die Verkdufe etwa fiir Passagierwagen
um 18,1 Prozent gegeniiber dem Vormonat
gefallen. CAAM macht dafiir ,,das unzurei-
chende Angebot von Auto-Chips“ verant-
wortlich. Die Digitalisierung von Fahrzeugen
gilt derzeit weltweit als das Kernthema der
Autoindustrie. Vom raschen Nachfragean-
stieg selbst wahrend einer globalen Pande-
mie scheinen viele Produzenten jedoch iiber-
rascht. Auch Chinas im Zuge der Coronakrise
massiv verstarkte Férderung der E-Mobilitat
und des autonomen Fahrens — was beides

Bild: ©jeson - stock.adobe.com

wiederum die Nachfrage nach Autochips
aller Art deutlich steigen ldsst — war in die-
sem Ausmaf3 nicht vorhergesehen worden.
Doch die ,,China AG* handelt schnell. Im
Februar hat SAIC Motor, einer der gréfiten
staatlichen Autohersteller Chinas, eine neue
Beteiligung an dem chinesischen Autochip-
Hersteller Horizon Robotics angekiindigt.
Horizon ist aktuell die einzige heimische
Technologiefirma, die in China eine Massen-
produktion von “Smart Chips” fiir Autos auf
die Beine stellen konnte. Die Bestrebungen
zur Lokalisierung der Chip-Produktion sind
nicht nur eine Reaktion auf den Markt. Sie
haben auch eine eindeutig politische Kom-
ponente. Chinas Kommunistische Partei, die
iiber ihre Sekretare direkt in vielen Staatsbe-
triebe mitredet, reagiert auf den vom Ex-US-
Prasident Trump begonnenen Technologie-
Krieg, in dem sie die Produktion von Halb-
leitern in China intensiv férdert. Staatsbe-
triebe aller Art, aber auch Privatfirmen
stehen Schlange, um in chinesische Herstel-
ler von Auto-Chips zu investieren. An der
jlingsten C3-Runde fiir die chinesische Halb-
leiterfirma Horizon zum Beispiel waren mit
Great Wall Motors, BYD, Yangtze Automotive
Electronics und Dongfeng Assets eine Art
»Who is Who" der automobilen Wertsch&p-
fungsketten in der Volksrepublik beteiligt.
Gleichzeitig sind die chinesischen Konzer-
ne realistisch: Niemand redet sich ein, dass
eine lokale Fertigung von komplizierten
High-Tech-Produkten wie hochintegrierten
Halbleitern quasi {iber Nacht gelingt. Daher
strebt man auch pragmatische (Not-)Lésun-
gen an. Ein Beispiel: Chinesische Chipher-
steller haben begonnen, den Second-Hand-
Markt fiir Produktionsmaschinen in Japan
leerzukaufen, die fiir die Automobilindustrie
wichtige 8-Zoll-Wafer verarbeiten kénnen.
Héandler gebrauchter Anlagen berichten,
dass ,,die Preise seit dem vergangenen Jahr
um 20 Prozent gestiegen seien”, schreibt
Nikkei Asia. ,,Manche chinesische Produzen-
ten kaufen sogar Maschinen auf, ohne sie
sofort zu nutzen”, zitiert das japanische Wirt-
schaftsmagazin einen Insider. // ME
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Luftgiite {iberwachen — Hochwertiges CO,-Messgerat UNI_T
®

Erfassung von CO,, Raumtemperatur und Raumluftfeuchte

Das CO,-Messgeréat A37 erfasst das Raumklima
und gibt dabei als Hauptmesswert den CO,-
Gehalt der Raumluft aus.

# Erfassung des CO,-Gehalts von
400 ppm bis 5000 ppm

#» hochwertiger NDIR-Sensor

optische/akustische
Warnung

# Erfassung von Raumtemperatur [CL

und Raumluftfeuchte

= akustisch-optische Warnung bei
Erreichen von Schwellwerten
#» Raumluftqualitdtsanzeige (IAR)

mit Emoticons CO:-Wert

]

BESTSELLER Temperatur

Bestell-Nr.:
UT A37

#» Displaybeleuchtung

Luftfeuchte

Uhrzeit

Messgeréte fiir viele
andere Anwendungen
finden Sie online!
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Hochfrequenz-Antennen fiir 3D-Radarsensoren

Forscher arbeiten an einer
360°-Echtzeiterfassung und an
der Aufnahme von kleinsten Ob-
jekten und Lebewesen aus ver-
schiedenen Perspektiven. Dazu
wurden im Projekt KoRRund die
bestehenden Barrieren der Ra-
dar-Entwicklung durchbrochen
und neue Ansitze raumlicher
Auflésung sowie der Zielklassi-
fikation erforscht. Das Fraunho-
fer IZM hat in einem Teilvorha-
ben Moldtechnologien fiir die
3D-Radarsensorik  simuliert,
aufgebaut und getestet. Von ein-
zelnen Projektpartnern erarbei-

tete Hochfrequenz-Antennen
wurden zusammen mit dem
Karlsruher Institut fiir Technolo-
gie (KIT) auf ihre HF-Eignung
bewertet.

Das Fraunhofer IZM hat auf
Basis der Compression-Mold-
Technologie einen vielverspre-
chenden Weg hin zu 3D-struk-
turierten Radarmodulen ein-
geschlagen. Die Forscher ver-
kapseln das zuvor planare
Hochfrequenz-Substrat in gebo-
gener Form, so dass im Nach-
gang keine Fixierung mehr not-
wendig ist: Es entstand eine

PROJEKT KASSIOPEIA: I11/V-LEISTUNGSHALBLEITER

GaN-MMIC: Wirkungsgrad deutlich

Im Kassiopeia-Projekt geht es um
die Demonstration einer voll-
standig unabhdngigen, europa-
ischen Wertschépfungskette mit
verfiigharer Widebandgap-Tech-
nologie. Doch Kern der nun ge-
starteten Forschungsarbeit ist
die Entwicklung besonders effi-
zienter GaN-MMICs (monoli-
thisch integrierte Mikrowellen-
schaltungen) fiir das K,-Band. Zu
ihren Anwendungen gehoren
insbesondere Beam-Steering-
Antennen fiir Satellitenkommu-
nikation und Radaranwendun-
gen. Das kurzwellige ,-Band ist
ein Teil des Mikrowellenteils im
elektromagnetischen Spektrum
mit Frequenzen von 26,5 bis
40 GHz (a steht fiir above, dem
oberen Teil des K-Bandes). Be-
reits genutzt wird das Frequenz-
band zur technischen Kommuni-
kation, etwa beim Satelliten-In-
ternet, zur Flugfeldiiberwachung
oder Verkehrsiiberwachung. Die
Wellenldngen in diesem Band
liegen zwischen etwa 7,5 mm
bis 11,5 mm; ein interessantes
Arbeitsfeld fiir die III/V-Ver-
bindungshalbleiter GaN und SiC.

Aufgrund einer Ausschrei-
bung der Europdischen Welt-
raumorganisation ESA leitet das
Berliner Ferdinand-Braun-Insti-
tut Leibniz-Institut fiir Hochst-
frequenztechnik (FBH) nun die-
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ses Konsortialprojekt zur Ent-
wicklung besonders effizienter
GaN-MMICs mit einem Wir-
kungsgrad von deutlich {iber
50 Prozent. Es soll damit auch
eine vollstandig unabhédngige
europdische Wertschépfungs-
kette demonstriert werden, an-
gefangen von Siliziumkarbid-
Substraten und Galliumnitrid-
Epitaxie {iber Prozessierung von
GaN-Bauelementen bis hin zu
Millimeter-Wellen-Leistungsver-
starkern. Zu diesem Zweck ent-
wickeln und demonstrieren die
Partner ihre K -Band-MMICs, die
neuartige Epitaxie-, Prozessie-
rungs- und Schaltungskonzepte

Anzeige

Der neue SOURIAU
UTGX Steckverbinder

+ Fur industrielle Anwendungen:
Vielseitig und robust

* Bajonettverschluss: schnelle,
rlttelsichere Verriegelung

» Wasserdicht: IP68/69K gesteckt
(ungesteckt fur Hi-Seal-Version)
* Lange Lebensdauer:
500 garantiere Steckzyklen

im CODICO Sample Shop!

Freiformflache fiir Antennen, die
bei 76 GHz eingesetzt werden
konnen und gleichzeitig nur ein
Minimum an Bauraum bean-
spruchen. Dank der Verkapse-
lung lasst sich das bestiickte
Substrat zeitgleich formgebend
hinterspritzen und eine auf dem
Substrat montierte Hochfre-
quenz-Schaltung {ibermolden.
Esldsst sich nahezu jede beliebi-
ge einer 3D-Antenne umsetzen.
Selbst grof3e Stiickzahlen lassen
sich herstellen. // HEH

Fraunhofer IZM

tiber 50 Prozent

fiir hocheffiziente GaN- und
Aluminiumnitrid-Bauelemente
(AIN) nutzen. Das FBH bringt
hierzu seine industrietaugliche
K,-Band-MMIC-Technologie auf
100-mm-GaN-auf-SiC-Wafern
ein.

Dr. Joachim Wiirfl, Leiter der
Abteilung Leistungselektronik
und des GaN Microwave Devices
Labs am FBH erklart hierzu:
»Alleinstellungsmerkmal unse-
rer GaN-MMIC-Technologie ist
das hochreproduzierbare und
zuverldssige Iridium-Sputter-
Gate-Verfahren. Diese Technik
reduziert die dynamischen Ver-
luste, das so genannte Gate-

cebDICe

Souriau-Sunbank
RN

+43 1 86 305-0 | office@codico.com | www.codico.com

Rundumsicht: Dank Panel-Level-Mold-
technologien wird eine dreidimensio-
nale Radarsensorik moglich.

Lagging, auf Werte, die bis zu
zwei Mal geringer sind als die der
konkurrierenden institutionel-
len und industriellen Technolo-
gien.“ Auch die Zuverldssigkeit
der Bauelemente liefle sich
damit deutlich verbessern. Zu-
sammen mit neuen prozesstech-
nischen Ansdtzen und Schal-
tungskonzepten, mit denen die
parasitdren Verluste reduziert
werden sollen, entstehen hoch-
effiziente K,-Band-MMICs. Auch
mit mehr Leistung und Zuverlas-
sigkeit soll die zukunftsweisende
Technologie punkten, die fiir
weltraumtaugliche Bauelemente
besonders wichtig sind.
SweGaN A.B. (Universitit
Linkdping in Schweden) beteiligt
sich mit QuanFINE, seiner puf-
ferfreien Epitaxiel6sung fiir GaN-
auf-SiC-Epiwafer, und bringt
sein Know-How bei Epita-
xieschicht-Design und Optimie-
rung in das Projekt ein. Zudem
stellt das Unternehmen SweGaN
selbstentwickelte halbisolieren-
de SiC-Substrate fiir Untersu-
chungen zur Verfiigung — die
Aktivititen in diesem Zusam-
menhang werden von der Schwe-
dischen Nationalen Raumfahrt-
behorde (Rymdstyrelsen) gefor-
dert. // KU

Ferdinand-Braun-Institut (FBH)
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SENSOREN UND MIKROSYSTEME

ELEKTRONIKSPIEGEL // AKTUELLES

Kunststoff ersetzt teure Siliziumwafer fiir eingehauste Sensoren

Das Institut fiir Mikroprodukti-
onstechnik der Leibniz Universi-
tat Hannover (IMPT) hat eine
alternative Fertigungsmethode
fiir Sensoranwendungen unter-
sucht. Es zeigte sich, dass modi-
fiziertes Polyetheretherketon
(PEEK) hochpreisige Substrate
wie Silizium ersetzen kann. Fiir
die Herstellung eines Funktions-
demonstrators (Temperatur- und
Magnetfeldsensor) im Spritzguss
mit Laserdirektstrukturierung
(LDS) kam ,,TECACOMP PEEK
LDS black 1047045“ zum Einsatz,
ein Hochleistungscompound
von Ensinger.

Die Produktion eines einge-
hausten Sensors fiir den Leiter-
platten-Bestiickungsprozesse
umfasst mit dem LDS-Verfahren
drei Fertigungsschritte: Im ers-
ten Schritt werden die Substrate
aus laseraktivierbarem Kunst-

Wirbelstromsensor: Im LDS-Verfahren
kommt das Compound ,,TECACOMP
PEEK LDS grey*“zum Einsatz.

stoff im Spritzgussverfahren her-
gestellt. Vordefinierte Sensor-
strukturen sowie vertikale elek-
trisch leitende Verbindungen
(VIA) fiir Durchkontaktierungen
werden dabei beriicksichtigt. Der
nachste Schritt ist das Laserboh-
ren von Vertiefungen sowie die
Aktivierung des LDS-kompatib-

Bild: Ensinger/IMPT

len Polymers durch eine strom-
lose, selektive Abscheidung von
Metallen. Anschlieflend wird mit
der Kathodenzerstaubung eine
unstrukturierte Sensorschicht
aufgebracht. Die geforderten
Strukturen werden dann im CMP-
Verfahren freigelegt (chemisch-
mechanisches Polieren). Die
Prozesskette senkt die Komple-
xitdt der Herstellung und des
Packaging. Anders als bei der
klassischen Waferherstellung
auf Siliziumbasis sind eine Rein-
raumumgebung und Fotolitho-
grafie nicht erforderlich.

In ersten Anwendungen wies
der Sensor rund 75 Prozent der
Leistungsfahigkeit eines konven-
tionell auf Silizium aufgebauten
Sensors auf. Bei den Herstel-
lungskosten zeigten sich Ein-
sparpotentiale von 90 Prozent.
Ensinger ist zuversichtlich, dass

zukiinftig auch mittelstandische
Unternehmen in der Lage sein
werden, mithilfe des LDS-Ver-
fahrens kostengiinstige Wafer
fiir die Mikrosystemtechnik zu
produzieren. Deshalb will das
Unternehmen in die Weiterent-
wicklung der Compounds inves-
tieren.

Die ,TECACOMP PEEK LDS
Compounds* kénnen fiir Senso-
ren in der Elektrotechnik, im
Maschinenbau und der Medizin-
technik interessant sein. Mogli-
che Anwendungsfelder sind Po-
sitionssensoren (AMR- und GMR-
Sensoren), Wirbelstromsenso-
ren, Temperatursensoren fiir
Messungen im Labor oder indus-
triellen Prozessen (Thin-Film-
PT-Sensoren) oder Gleichspan-
nungswandler. // HEH

Ensinger

Eine Bezugsquelle fiir lhre Stiicklisten

I3 TEXAS

INSTRUMENTS

Aktuellste und gréBte Auswahl
elektronischer Bauelemente auf Lager

INNOVATOR IN ELECTRONICS
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INTEL: AUFTRAGSFERTIGUNG IM FOKUS
7-nm-Fab in Irland: ,,Die Welt ruft nach Chips — und Intel antwortet*

Produktionszentrum: Intel setzt auf
Auftragsfertigung. In Irland entsteht
eine hochmoderne 7-nm-Fab.

GROSSBRAND BEI RENESAS
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Chip-Gigant Intel will in Irland
eine hochmoderne 7-Nanometer-
Fertigung errichten. Zusatzlich
griindet das Unternehmen einen
separaten Geschaftsbereich fiir
Auftragsfertigung, die ,Intel
Foundry Services*. Intel will sei-
ne Fertigungskapazitat weltweit
stark ausbauen, hatte der neue
CEO Pat Gelsinger zu seinen
Amtsantritt Anfang Méarz verkiin-
det. Nun préazisiert Christin
Eisenschmid, Vice President und
Geschiftsfithrerin der Intel
Deutschland GmbH, die Aussa-
gen des Intel-Urgesteins und

Hoffnungstrdgers: ,,Unsere In-
vestitionen werden wir auf die
USA und die Europdische Union
fokussieren“, sagt die Manage-
rin, die auch Direktorin fiir welt-
weite Regierungsbeziehungen
des Konzerns ist. Bereits heute
ist Intel einer der gréfiten Her-
steller von Halbleiterprodukten
in der EU. ,, Aber wir machen
nicht Halt“, verspricht Eisen-
schmid. So habe das Unterneh-
men zwischen 2019 und 2021
rund 7 Milliarden Dollar inves-
tiert, um die Produktionsflachen
in Irland und Europa mehr als zu

verdoppeln — und die Grundlage
fiir die weitere Expansion zu le-
gen. Etwa 1.600 permanente
Hightech-Arbeitspldtze wiirden
—neben vielen anderen — entste-
hen. Mit der ,unmittelbaren
Mafinahme zur Erh6hung unse-
rer Fertigungskapazitaten® ver-
folgt Intel ein ambitioniertes
Ziel: Man wolle seinen Anteil
dazu beitragen, dass Europa bis
2030 etwa 20 Prozent der Welt-
produktion an Chips fertigen
wird - inkl. Prozessoren. // ME

Intel

Feuer in Fab: Chipmangel bei Autoherstellern verscharft sich

Nach dem Grof3brand in seiner
Naka-Fab in Japan geht Renesas
davon aus, dass die Produktion
friihestens Ende April wieder
hochgefahren werden kann. Das
Feuer hatte nach Angaben des
Herstellers rund 600 m2 des ins-
gesamt 12.000 m2 grof3en Rein-
raums und mit ihm elf Maschi-
nen fiir 300-mm-Wafer zerstort.
Mitarbeiter kamen offenbar
nicht zu Schaden. Diese Nach-
richt von einem der gréfiten
Hersteller von Automotive-Chips
trifft die Automobilindustrie
weltweit ins Mark: Wegen anhal-

tender Nachschubprobleme bei
wichtigen Elektronikkomponen-
ten mussten viele Fahrzeug-
hersteller bereits ihre Produktion
drosseln. Diese Situation wird
sich nun mit hoher Wahrschein-
lichkeit verschlimmern. Renesas
geht davon aus, dass seine Kun-
den in etwa einem Monat mit
einem zusitzlichen Versorgungs-
engpass konfrontiert werden.
CEO Hidetoshi Shibata sagte laut
einem Bericht der Nachrichten-
agentur Reuters, dass etwa zwei
Drittel der Produktion auf der
betroffenen 300-mm-Wafer-Linie

NACH ZWANGSABSCHALTUNG IM FEBRUAR
Infineon fahrt Chipfertigung in Texas wieder hoch

Chiphersteller Infineon Techno-
logies fahrt seine Produktion in
Austin, Texas wieder hoch. Infi-
neon geht davon aus, dass die
Fertigung fiir die meisten
Produktkategorien ab Juni 2021
wieder mit der urspriinglichen
Auslastung erfolgen wird. Mitte
Februar hatte Infineon — wie
auch einige andere Halbleiter-
produzenten — ihre texanischen
Fabs auf eine Anordnung des
US-Bundesstaats hin abschalten
miissen, nachdem ein heftiger
Wintereinbruch die Stromversor-
gung in weiten Teilen der Region

12

Kaltstart: Infineon fdhrt seine Produk-
tion von Automotive- und anderen
Chips in Texas wieder hoch.
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Naka-Fab: Ein Feuer zerstorte wichtige
Teile der Fertigung von Automotive-
Chips. Derzeit steht die Produktion.

fiir eine ldngere Zeit lahmgelegt
hatte. Die Produktions-Zwangs-
pause wird Spuren hinterlassen:
,Nach derzeitigen Erkenntnissen
gehen wir davon aus, dass wir
aufgrund des Ereignisses den
Bedarf unserer Kunden nicht
vollumfanglich bedienen kon-
nen“, sagt Jochen Hanebeck,
Chief Operations Officer von
Infineon. Mit betroffenen Kun-
den sei man im engen Austausch.
Aufgrund des angespannten
Marktumfelds und der daraus
resultierenden vollen Ferti-
gungsauslastung werde es nicht

nesas Electron s

Chips fiir die Automobilindustrie
seien. Das Problem: Laut Shibata
produziert Renesas bereits unter
Volllast, ,.es gibt keine Reserve-
fertigungskapazititen mehr®.

5 Derzeit sucht Renesas nach

einem Weg, auf andere Werke
auszuweichen, um bis zu zwei
Drittel der verloren gegangenen
Produktion zu ersetzen. Diese
entspricht nach eigenen Anga-
ben einem Wert von etwa 17 Mil-
liarden Yen (156 Mio. US-Dollar)
pro Monat. /| ME

Renesas Electronics

moglich sein, die ausgefallene
Produktionsmenge wieder aus-
zugleichen. Aufgrund der Ab-
schaltung rechnet das Unterneh-
men mit Umsatzeinbuflen in
Hohe eines hohen zweistelligen
Millionen-Euro-Betrags, und
zwar hauptsdchlich im dritten
Quartal (per 30. Juni). An seiner
Umsatzerwartung fiir das gesam-
te Geschaftsjahr halt Infineon
jedoch wegen der weltweit sehr
hohen Nachfrage nach Mikro-
elektronik fest. // ME

Infineon Technologies
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Elektromechanische Schaltgerate:
Wie sieht ihre Zukunft aus?

Elektrische Netze entwickeln sich hin zu einem Gleichstromsystem.
Der breite Einsatz von DC-Netzen im Niederspannungsbereich stellt
neue Herausforderungen an Schaltanlagen und Komponenten.

Prof. Frank Berger (TU llmenau): Elektromechani-
sche Schaltgerdte sind auch in Zukunft notwen-
dig. Die Herausforderungen diskutieren Experten
auf der ICEC 2020/2021.

Keynote auf der 30. Internationalen Kon-
takttagung ICEC 2020/21, die digital vom
7. bis 11. Juni 2021 stattfindet, gibt Professor
Frank Berger (Lehrstuhl fiir elektrische
Gerite und Anlagen der TU Ilmenau) einen
Einstieg in dieses Themenfeld.
Elektromechanische Schaltgerdte wie
Schiitze, Relais oder Leistungsschalter geho-
ren zu den dltesten Komponenten der elek-
trischen Energietechnik. Es handelt sich um
eine bewidhrte und standig weiterentwickel-
te Technologie, die fiir verschiedene Schalt-
anwendungen optimiert wurde. Elektrome-
chanische Schaltgerate bieten gegeniiber
leistungselektronischen Schaltern Vorteile
wie geringere Leistungsverluste, sichere gal-
vanische Trennung, hohe Schaltleistung und

In der nachfolgenden Kurzfassung seiner

14

Bild: A. Kradisch

niedrige Kosten. Doch die elektrischen Netze
befinden sich in einem Wandel: Unter ande-
rem durch den Trend zu dezentralen, erneu-
erbaren Kleinkraftwerken entstehen immer
mehr Gleichstrom-Niederspannungsnetze.
Dies stellt neue Anforderungen an elektro-
mechanische Schaltgerate.

Hybride Schalter: Forderungen
an die Schaltelemente

Einige Optimierungsthemen fiir klassische
DC-Schaltgerite sind bekannt, etwa die Ver-
besserung der Phdnomene der Lichtbogen-
16schung oder Kontakt- und Isolierstoffe.
Daneben gilt es aber auch zu beriicksichti-
gen, dass diese Schaltgerdte zunehmend in
hybriden Schaltern eingesetzt werden.

Ein Hybridschalter besteht aus einer
Parallelschaltung von einem elektromecha-
nischen Schaltgerdt, das sich meist im
Hauptstrompfad befindet, und leistungs-
elektronischen Bauelementen sowie parallel
zum Hauptstrompfad angeordnete Uber-
spannungsableiter.

Das stellt neue Herausforderungen an das
mechanische Schaltelement: Zum einen wird
das Kontaktmaterial wahrend des Einschalt-
vorgangs durch kurze Prellb6gen mit hohen
di/dt-Werten und wahrend des Ausschaltvor-
gangs durch sehr kurze Lichtbdgen stark
beeinflusst. Der zweite Aspekt ist die extrem

Kkleine LichtbogenlGschzeit beim Ausschalt-
vorgang, die notwendig ist, um eine schnel-
le Kommutierung der Strombahn zu erwir-
ken. Beide Anforderungen bedingen neue
physikalische Eigenschaften der Kontakt-
werkstoffe sowie fiir die Konstruktion von
Leistungsschaltern insgesamt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ent-
wicklung spezieller leistungselektronischer
Schaltelemente, die unter bestimmten Be-
dingungen den mechanischen Schalter
vollstandig ersetzen konnen. Der verstarkte
Einsatz von leistungselektronischen Schalt-
elementen, in Kombination mit und ohne
elektromechanische Schaltgerdte, wird es
kiinftig ermoglichen, verbesserte Mess- und
Diagnosefunktionen in den Schaltgerdten zu
realisieren. So lassen sich die Schutzfunk-
tionen schnell und gezielt ausfiihren und
sogar Leistungsfliisse innerhalb des Nieder-
spannungsnetzes regeln.

Dennoch: die bestehenden Einschrankun-
gen der leistungselektronischen Schaltele-
mente hinsichtlich Verlustleistung, thermi-
scher und isolierender Beanspruchung,
fehlender sichtbarer galvanischer Trennfuge,
Standardisierung und Kosten werden die
elektromechanischen Schaltgerdte auch in
Zukunft notwendig machen. // KR

www.icec2020.com

30. Internationale Kontakttagung ICEC

Die internationale Kontakttagung ICEC findet vom 7. bis 11. Juni 2021 virtuell statt.
Der Kongress behandelt aktuelle Themen im Zusammenhang mit elektrischen
Kontakten, Werkstoffen, Schaltgerdten, Steck- und Schleifersystemen, Fragen der
Zuverlassigkeit sowie Simulation, Test- und Analysemethoden. Uber 90 internatio-
nale Autoren aus der Industrie und der akademischen Forschung prasentieren ihre
Arbeiten und decken damit Themen zu elektrischen Kontakt- und Verbindungtechnik
fur nahezu alle Anwendungsbereiche der Elektrotechnik und Elektronik ab.

Das detaillierte Tagungsprogramm finden Sie auf der Konferenz-Webpage unter
www.icec2020.com/conference-program/program
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OPTO-MECHANISCHER ULTRASCHALLSENSOR

Blickt durch Haut und
Knochen in lebendes Gewebe

Forscher haben einen Ultra-
schallsensor auf einem Silizium-
Photonik-Chip entwickelt, der
dank opto-mechanischer Wel-
lenleiter hoch empfindlich sein
soll. Der Sensor misst 20 pm und
bietet eine um zwei Groéf3enord-
nungen bessere Nachweisgrenze
als piezoelektrische Elemente
gleicher Gréf3e. Dank der niedri-
gen Nachweisgrenze ergeben

Bild: Imec

sich klinische und biomedizini-
sche Anwendungen in der Ultra-
schall- und photo-akustischen
Bildgebung. Der Ultraschallsen-
sor basiert auf einem hochemp-
findlichen opto-mechanischen
Wellenleiter mit geteilten Rip-
pen, der mit einem CMOS-kom-
patiblen Prozess hergestellt
wird. Die Empfindlichkeit ist um
zwei Grofenordnungen grofier
als bei einem herkdmmlichen
Sensor. Dariiber hinaus kann es
Niederdruckanwendungen wie
die funktionelle Hirnbildgebung
durch den Schadel erméglichen,
die unter der starken Ultraschall-
dampfung durch den Knochen
leidet. // HEH

Imec

HARDWAREBASIERTER VERTRAUENSANKER

Trusted Platform Module
mit Open-Source-Stack

Trusted Platform Module (TPM)
sind essenzielle Bausteine fiir
vernetzte Industrie-, Automoti-
ve- und Embedded-Anwendun-
gen. Um die nahtlose Integration
in Linux-basierte Systeme zu
erleichtern, hat Infineon sei-
ne Trusted-Platform-Module-
(TPM-)-2.0-L6sung Optiga um
eine TPM-Software-Stack-(TSS-)
Host-Software erweitert, die den
neuesten FAPI-Standard (Fea-
ture API) implementiert. Infine-
on hat die Open-Source-Software
gemeinsam mit Intel und dem
Fraunhofer-Institut fiir Sichere
Informationstechnologie (SIT)
entwickelt. Mit Optiga TPM 2.0
sollen IoT-Systemintegratoren
die Sicherheit von vernetzten
Produkten verbessern konnen.
Die Software-Integration mit
TSS-FAPI erfordert demnach kei-
ne speziellen Kenntnisse in Low-
Level-Sicherheitsspezifikationen
und soll den Aufwand fiir die
Quellcode-Entwicklung erheb-

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

lich verringern. Zusatzlich sollen
Hersteller so den Prozess fiir die
Zertifizierung ihrer Industriege-
rate nach Norm IEC 62443 fiir
industrielle Anwendungen be-
schleunigen kénnen — die Norm
schreibt eine hardwarebasierte
Sicherheit ab Level 4 vor.

Die Trusted Computing Group
(TCG) hat die FAPI-Spezifikation
alsinternationalen Standard ver-
offentlicht. Die Spezifikation ist
zusammen mit den zugeho6rigen
Tools und Plug-ins im TSS-Stack
implementiert. Der TSS-Stack ist
eine Open-Source-Software, die
eine nahtlose Integration des
TPM 2.0 in Linux-basierte Syste-
me ermoglichen soll. Dies bein-
haltet auch die Unterstiitzung
von typischer Linux-Software fiir
Gerateauthentifizierung, Daten-
verschliisselung, Software-Up-
dates und Remote Device Ma-
nagement. // ME

Infineon Technologies
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< MICRONAS

ISO 26262 KONFORMER

LOW-POWER-HALL-SCHALTER

Elektronische Schalter bieten einige Vorteile ,x
gegenlber ihren mechanischen Gegenstilicken. fﬁ‘sTDl(
Sie schalten schneller und sind unempfindlicher gegen Wasser-
und Staubeintrag. TDK-Micronas bietet mit der HAL 15xy-Familie
ein zuverlassiges Produkt-Portfolio.

| Sehr niedrige Stromaufnahme von typisch 1,6 mA
m AEC-Q100 und ISO 26262 zertifiziert
m Arbeitet mit statischen und dynamischen Magnetfeldern bis 12 kHz
m Erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis 170°C
(Junction Temperature)
m Hochste ESD-Festigkeit von bis zu +8 kV (HBM)
m Erhaltlich in SOT23-Gehéuse und TO92-UA mit
einer Lead Length bis zu 20 mm

Informationen zur HAL 15xy-Familie:
Tel. +49 (0) 7231 801-1352 | rutronik@rutronik.com

www.rutronik.com noom

COMMITTED TO EXCELLENCE
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TECH-WEBINARE

www.elektronikpraxis.de/webinare

Live-Webinar am 29.04.2021

Stationare Energiespeicher -
eine Ubersicht der Technologien

Die Sektorenkopplung auf Basis erneuerbarer Energiequel-
len kann nur gelingen, wenn elektrische Energie flexibel,
effizient und in groflem Umfang zwischengespeichert wer-
den kann. Hierfiir existiert bereits eine Vielzahl an kommer-
ziell verfiigharen Technologien, weitere stehen an der
Schwelle vom Forschungsstadium zur Massenproduktion.

Im Live-Webinar am 29.04.2021, 14.00 Uhr, erfahren Sie

® wie man elektrische Energie direkt oder indirekt speichern
und wieder abrufen kann,

m welche Speicherarten bereits heute in grofiem Umfang ein-
gesetzt werden,

m welches die Starken und Schwéchen heute verwendeter
Energiespeicher sind und

¥ mit welchen Neuerungen im Bereich der Energiespeiche-
rung wir in Zukunft rechnen kénnen.

Referent: Dr. Riidiger Meyer, Phoenix Contact

WHITEPAPER

www.elektronikpraxis.de/whitepaper-elektronik

Produktentwicklung mit Embedded-Systemen
www.elektronikpraxis.de/wp-44150/

Losungen fiir Isolation und Stromversorgung
www.elektronikpraxis.de/wp-43935/

Wettbewerbsvorteile durch vorausschauende Wartung
www.elektronikpraxis.de/wp-43146/

Host-Memory-Buffer fiir SSDs implementieren
www.elektronikpraxis.de/wp-43875/

Moderne Rechenzentren effizient und sicher betreiben
www.elektronikpraxis.de/wp-43812/

www.elektronikpraxis.de/event

Technologietag Leiterplatte
08. - 09. Juni 2021, Wiirzburg
www.leiterplattentag.de

19. EMS-Tag
17. Juni 2021, Wiirzburg
www.ems-tag.de

Anwenderkongress Steckverbinder
05. - 07. Juli 2021, Wiirzburg
www.steckverbinderkongress.de

FPGA-Conference Europe
06. - 08. Juli 2021, Miinchen
www.fpga-conference.eu

Batterie Praxis
13. - 14. Juli 2021, Wiirzburg
www.batterie-praxis.de

5G Conference

15. Juli 2021, Miinchen
www.5g-conference.de

SEMINARE

www.b2bseminare.de

Embedded Linux Woche
14. - 18. Juni 2021, Wiirzburg
www.b2bseminare.de/160

Batterien - Grundlagen und Anwendungen
01. Juli 2021, Wiirzburg
www.b2bseminare.de/132

Embedded Machine Learning
14. Juli 2021, digital
www.b2bseminare.de/1112

Steckverbinder, das Riickgrat der Elektronik
21.-22. Juli 2021, Miinchen
www.b2bseminare.de/1105

Partner und Veranstalter:

PHCENIX
CONTACT

— SCHMID

Distribution + Testhaus
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SERIE // ANALOGTIPP

So optimieren Sie Schaltungen
mit schnellen Datenwandlern

iir schnelle Datenwandler sind spezi-
F elle Evaluation Boards mit eingebauten

Stromversorgungs- und Taktschaltun-
gen hilfreich (Bild 1). Schaltplan und Layout
des Eval-Boards kénnen anschliefiend als
Referenzdesign fiir den betreffenden Teil des
Systems verwendet werden. Bei komplizier-
teren Systemen ist es aufBerdem moéglich mit
Python, Matlab, Labview oder C++-Software
iiber das Eval-Board, die Capture-Card-L6-
sung und das Labor-Equipment direkt mit
den Datenwandlern zu kommunizieren.

Auch das komplette Nachbilden eines Pro-
totyps aus mehreren Evaluierungs-Modulen
auf einem einzigen PC wird unterstiitzt. Zum
Beispiel lassen sich die Sende- und Emp-
fangskanile gleichzeitig priifen, indem ein
FPGA-Entwicklungskit wie das KCU105 oder
das VCU118 mit mehreren A/D-Wandlern
oder D/A-Wandlern verbunden wird.

LVDS- und CMOS-Schnittstellen sind ein-
fach aufgebaut, erlauben aber nur eine be-
grenzte Ubertragungsrate. Schnelle Daten-
wandler neuerer Bauart unterstiitzen jedoch
Eingangs- und Ausgangs-Datenraten bis {iber
1 GSample/s, was entweder die Moglichkei-
ten der genannten Schnittstellen {ibersteigt
oder das Design stark verkompliziert.

Zur Losung dieses Problems wurde der
JESD204-Standard entwickelt, der mit diffe-
renzieller Ubertragungstechnik Datenraten
von iiber 12,5 GBit/s pro Lane unterstiitzt.
JESD204 kommt zwar mit weniger Pins aus,
macht die Schnittstellen aber auch komple-
xer, weil parallele Daten kodiert und seriali-
siert bzw. deserialisiert und dekodiert wer-
den miissen.

Bei dieser Schnittstellennorm war man
bisher hauptsachlich auf JESD204-spezifi-
sche IP-Blocke des betreffenden FPGAs-Her-
stellers sowie den entsprechenden Support
angewiesen. Diese IP-Blocke bewdhren sich
grundsatzlich gut, unterstiitzen aber belie-
bige Bausteine in beliebigen Konfiguratio-

* Philip Pratt

.. ist Product Marketing Engineer fiir
High-speed Datenwandler bei Texas
Instruments in Mckinney / USA.
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Bild 1:
: Blockschaltbild eines
ADC evaluation board typischen Evaluation
ADC chip Board von TI.
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nen, was das Konfigurieren fiir den jeweils
gegebenen Anwendungsfall erschwert.

Das von TI angebotene JESD204 Rapid
Design IP ldsst sich fiir die spezifische FPGA-
Plattform, den verwendeten Datenwandler
und den genutzten JESD204-Modus vorkon-
figurieren. Es hat den Vorzug, dass weniger
FPGA-Ressourcen belegt werden und dass
das Implementieren einer JESD204-Verbin-
dung in einigen Stunden oder allenfalls
wenigen Tagen erledigt ist. Immer haufiger
kommen im Zusammenhang mit schnellen
Datenwandlern Techniken wie das ,,Direct
RF Sampling” und schnelle SerDes-Losun-
gen zum Einsatz. Damit ein Projekt auf An-
hieb gelingt, ist die Modellierung der HF-
Eigenschaften und der Signalintegritédt wich-
tig. Die S-Parameter-Modelle der fiir Abtast-
frequenzen bis 8 GHz geeigneten Bausteine

ADC12DJ3200, ADC12DJ5200RF und ADC-
12QJ1600-Q1 enthalten neben Impedanz-
auch Frequenzgang-Informationen. Damit
lasst sich das Verhalten simulieren und die
Impedanzanpassung zu optimieren. TI bietet
derartige Modelle fiir Bausteine an, die sich
fiir sehr hohe Eingangs- und Ausgangsfre-
quenzen eignen, da es hier aufwendiger ist,
die Impedanzanpassung vorzunehmen und
den gewiinschten Frequenzgang zu erzielen.

Aufder digitalen Seite des Datenwandlers
ist IBIS (Input/Output Buffer Information
Specification) ein verbreitetes Modell, und
speziell das IBIS-Algorithmic Modeling In-
terface (AMI) enthilt essenzielle Informati-
onen, wenn mit Entzerrung und Pre- oder
Post-Emphasis gearbeitet wird. // KR

Texas Instruments
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RELAIS // LEISTUNGSRELAIS

Relais: Die kleinen Bausteine
eines grof3en Trends

Relais sind in Anwendungen des industriellen Internet of Things (IloT)
unverzichtbares Bindeglied zwischen der digitalen und der realen Welt.
Was zeichnet die Schaltanforderungen kiinfitig aus?

elais-Interface-Module, Erweiterungs-
platinen fiir Leistungsrelais oder spei-
cherprogrammierbare Steuerungen

(SPS) sind wichtige Bausteine fiir Industrie
4.0 und viele weitere Anwendungen bei [oT

* Panagiotis Venardos

... arbeitet im Produkt-Management
Non-Polarized Relays bei Panasonic
Industry Europe in Ottobrunn.
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PANAGIOTIS VENARDOS *

und IIoT. Elektromechanische Relais iiber-
nehmen als Bindeglied zwischen Signal- und
Lastkreis den Schaltvorgang. Eine besonde-
re Bedeutung spielen sie bei der Realisierung
von Sicherheits- und Schutzanforderungen.
Bauraum-optimierte Module der Zukunft
verlangen dabei nach immer kleineren Bau-
formen bei steigender Leistungsdichte.

Fiir die Schaltanforderungen dieser ,,Next-
Generation“-Technologien hat Panasonic

g
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Industry die 5 mm schlanken PF- und PA-N-
Relais entwickelt. Der Zweck dieser Leis-
tungsrelais besteht im Wesentlichen darin,
eine immer grof3ere Anzahl von Aktoren mit
unterschiedlichen Lasten zuverldssig zu
schalten wie induktive Lasten bei Ventilen
oder Motoren.

Aktoren mit unterschiedlichen
Lasten zuverldssig schalten

Das PF-Relais (Bild 1) ist entweder mit
1xNO- oder 1xCO-Kontakt erhaltlich und
kann sowohl bis 6 A, 250 V AC resistiv als
auch hohe induktive Lasten wie AC15, DC13
schalten. Daher kann es als Interface-Relais
fiir SPSen, in Priifgerdten und in verschiede-
nen Steuerungen eingesetzt werden.

Die Nennbetriebsleistung ist mit 170 mW
(5bis 24 VDC), 217 mW (48 VDC) und 175 mW
(60 V DC) spezifiziert. Die Spulenspannung
reicht von 4,5 bis 60 V DC. Die minimale

loT-Relais: Durch die
aneinander liegende
Montage sparen PF-Relais
Platz auf der Leiterplatte.
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RELAIS

Schaltleistung betrédgt bei der Variante mit
goldbeschichteten Kontakten 1mA (1 V DC).
Das RTIII spezifierte Relais kann in Be-
triebsumgebungen bis 85°C betrieben wer-
den.

Die Sicherheit ist auch in rauen, gefdahrli-
chen oder potenziell explosiven Betriebsum-
gebungen gewdhr-leistet: Das ATEX-zertifi-
zierte PA-N-Relais (Bild 2) in Schutzklasse
RTIII ist fiir solche widrigen Umgebungen
konzipiert — es schaltet bis 5 A und kann in
einem Temperaturbereich bis 110 °C betrie-
ben werden. Die Spulenspannung reicht von
3bis 24 V DC. Die Nennbetriebsleistung liegt
bei 110 mW. Die minimale Schaltleistung be-
tragt 1 mA (5 V DC).

Konstruktiv auf ein Minimum verkleinert,
konnen sowohl PF- als auch PA-N-Relais
iiberall dort einge-setzt werden, wo Platz-
mangel ein kritischer Faktor ist, aber fiir
technische Kompromisse bei thermischen
Verhalten oder Energieverbrauch kein Spiel-
raum besteht. Durch gebogene Pins kann die
PF-Version liegend montiert werden, was

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

LEISTUNGSRELAIS

Bild 1: Das 6-A-PF-Relais
ist nur 5 mm breit.

Bild 2: Das PA-N-Relais
ist laut Hersteller das
weltweit kleinste ATEX-
Relais.

besonders flache Konstruktionen ermdg-
licht. Dariiber hinaus sind beide Relais fiir
die Montage direkt nebeneinander (Bild 3)
vorbereitet.

Nachhaltigkeit und effiziente
Lieferketten: Made in EU

Die PF-Relais werden bei Panasonic In-
dustrial Devices Czech s. r. 0. in Plana im
tschechischen Bezirk Plzen hergestellt. Die
Fertigung erfolgt auf modernen teil- und voll-
automatisierte Produktionsstrafen. Auch
Spezialtypen oder Kleinserien sind dank der
hohen Fertigungstiefe vom Spritzguss bis
zum Endtest realisierbar.

Unterstiitzt und begleitet wird der Produk-
tionsprozess vom europdischen Zentrallabor
im oberbayerischen Pfaffenhofen. Hier
testen Produktspezialisten die Relais ent-
sprechend der vorgesehenen Applikation.
Spatere Ausfille im Feld lassen sich so im
Vorfeld vermeiden. // KR

Panasonic Industry
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Leiterplattensteckverbinder
mit hochster Skalierbarkeit!

SUPERKRAFT

EFFIZIENZ

Platzersparnis durch Raster 0,8 mm
Variable Kontaktzahl von 12 bis 80
Geschirmt und ungeschirmt verfiigbar
Stapelhdhen von 6 bis 20 mm

Gewinkelte Bauformen fiir 90° und 180°
Anwendungen

Profitieren Sie ab sofort von hochster
Effizienz, Kontaktsicherheit, Signalschutz,
Geschwindigkeit und Robustheit.

43
5
i
1,“"
i
A3y

Scalex

Fiir alle Fakten und Muster: www.zero8.ept.de
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http://www.zero8.ept.de

RELAIS // VERANSTALTUNG

Call for Paper fiir das
Anwenderforum Relais 2021

Relais sind heute nicht nur unverzichtbar, sondern Technologietreiber
in vielen Anwendungen. Grundlagen, Stand der Technik und Trends
diskutiert die Branche am 20. und 21. Oktober 2021 in Wiirzburg.

as moderne Relais hat sich massiv
D gewandelt in Form, Funktion und An-

wendung. Und seit der Jahrtausend-
wende steigt der Relaisbedarf immens.
Wachstumsimpulse kommen sowohl aus der
Industrieelektronik (Industrielles IoT) als
auch der Automobilindustrie sowie durch
Megatrends wie urbane Verdichtung, altern-
de Gesellschaft, verdanderte Mobilitdat und
alternative Energieerzeugung. Relais sind
hier heute nicht nur unabdingbar, sondern
auch Technologietreiber.

Das sichere Schalten, Fithren und Trennen
von elektrischen Leistungen wie auch von
Datenstromen steht deswegen mehr denn je
im Fokus von Elektrotechnik und Elektronik.
Diesen Trend nimmt das 4. Anwenderforum
Relais, welches als Hybrid-Event (Prdsenz-
Veranstaltung und digitaler Live-Stream) am
20.und 21. Oktober 2021 im Vogel Convention
Center Wiirzburg stattfinden wird, in tech-
nisch fundierten Fachvortrdgen auf.

Alles zur Relaistechnik und
Anwendungstipps

Um das richtige Relais fiir die jeweilige
Anwendung auszuwédhlen und in das System
zu integrieren, benoétigt der Anwender
spezifische Kenntnisse. Kenntnisse, die lei-
der nur noch rudimentdr an den Fachhoch-
schulen und Universitdten gelehrt werden.
Diese Liicke schlief3t das Anwenderforum
Relaistechnik und bietet sowohl Anwendern
als auch Herstellern eine Plattform fiir den
Wissensaustausch.

,Das Anwenderforum ist ein Rundum-
schlag der Relaistechnik mit vielen Anwen-
dungstipps und Hinweisen, die in keinem
Datenblatt zu finden sind“, stellt Jonas
Weidenmiiller (Sick AG) in seinem Fazit zum
Relaisforum fest. Er nutze die Moglichkeit
und diskutierte zahlreiche Aspekte aus sei-
ner Praxis mit den Experten der Hersteller.

Auch in diesem Jahr werden auf dem zwei-
tagigen Relaisforum Grundlagenwissen (am
20. Oktober nachmittags), applikationsbezo-
genes Praxiswissen, die Nutzungsmoéglich-
keiten spezieller Relais und aktuelle Relais-

20

Bild: VCG
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4. Anwenderforum Relaistechnik: Am 20. und 21. Oktober 2021 findet im Wiirzburger VCC ein Hybrid-Event
statt, auf dem Sie alles zum Thema Relais und Anwendung von Relais erfahren.

entwicklungen von Experten der Branche
diskutiert und vermittelt. Best-Practice-Bei-
spiele stellen die Realisierung von Schaltauf-
gaben in Maschinen, Gerdten, Systemen oder
bei der Prozesssteuerung vor. Der Fokus der
Veranstaltung liegt auf dem Praxisbezug und
ermoglicht eine direkte Umsetzung der In-
halte durch die Teilnehmer nach dem Forum.

Das Relaisforum wird vom ZVEI-Fachbe-
reich Automation unterstiitzt. Ein Fachbeirat
begleitet die inhaltliche Ausrichtung der
Veranstaltung.

Anwenderforum Relais 2021:
Das sind die Schwerpunkte

Wollen Sie als Referent auf dem Forum
Ihre Expertise demonstrieren? Dann reichen
Sie bitte iiber die Internetseite des Relais-
forums www.relaisforum.de unter dem Be-
reich ,,Call for Paper” ein aussagekraftiges
Abstract bis Ende April 2021 zu einem der
folgenden Schwerpunkte ein:

B Gebdaudeautomation u. a. vor dem Hinter-
grund von 5G,
M Regenerative Energie: Erzeugung und

Nutzung am Beispiel Speicher / Solartech-
nik / Windenergie,
B Energiedistribution / DC-Netze,
B Industrieautomation / Industrie 4.0,
B Automotive / E-Mobility / Ladeinfrastruk-
tur / Infrastruktur in der Bahntechnik und
Verkehrskonzepte fiir den urbanen Raum,
B Medizintechnik / Reha / Medizinrobotik.
Das Abstract sollte etwa 1.000 Zeichen um-
fassen (keine Bilder) und das Thema des
Vortrags technisch beschreiben. Es werden
nur Vortrdge angenommen, die technische,
technologische, standardisierungsrelevante
oder anwenderbezogene Aspekte der ge-
nannten Themen behandeln. Marketing-
orientierte Beitrage werden nicht akzeptiert.
Die praxisorientierte Tagung richtet sich
an Ingenieure, Konstrukteure, Techniker und
Wirtschaftsingenieure aus Entwicklung,
Anwendungstechnik, Qualitdtssicherung,
Einkauf und Bauteilezulassung bei Anwen-
dern und Herstellern von elektrischen
Schaltgerdten und Steuerungen. // KR

www.relaisforum.de
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#// DRINGENDER BEDARF?
VERLASSLICHE LOSUNGEN.

YOUR SOURCING PLATFORM.

WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Hohe Produktverfiigbarkeit und schnelle Lieferoptionen.
Beschleunigen Sie mit uns lhre Beschaffung. Mit unseren individuellen

eProcurement-Losungen sorgen Sie fiir noch effizientere Prozesse.
Mehr Informationen finden Sie unter conrad.de/schnell

‘ONM | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.



Miniatur

schukat.com

SCHUKAT

Du suchst einen
passenden Job
in der Elektronik-
branche?

jobs.elektronikpraxis.de

ELEKTRONIK
BRAXIS ist eine Marke der
<SvosEL g

RELAIS // AKTUELLES

MOSFET-RELAIS

Relais mit hoher Schaltleistung

Mit dem G3VM présentiert
Omron ein kompaktes MOSFET-

Relais mit hoher Schaltleistung :

fiir Industrie- und Testanwen-
dungen. Dank hohem Dauerbe-
lastungsstrom, geringer Leckage
und einem kleinen Gehduse
eignet sich das neue Relais fiir
spannende Anwendungen in Da-
tenloggern, Kommunikationsge-
raten, Test-und Messgeréaten.
Das Relais im PSON-Gehéduse
ist ab in drei Versionen mit Last-
spannungen von 30 V (G3VM-
31WR), 60 V (G3VM-61WR) und
100 V (G3VM-101WR) erhéltlich
und fiir Dauerlaststréme von
4,5; 3bzw. 2 A dimensioniert. Die
Kontaktform besteht aus einem
Schliefler(1A). Alle drei Ausfiih-
rungen haben einen geringen
Einschaltwiderstand von 50 bis
200 mOhm je nach Version. Der
hohere Strom in einem nur 3,4 X
2,1 x 1,3 mm winzigen Gehduse
hilft Designern bei der Erstellung
eines kompakten Leiterplatten-

REED RELAIS

Bild: Omron

Layouts. Das Relais zeichnet sich
durch eine hohe Durchschlags-
festigkeit von 500 V AC zwischen
Eingang und Ausgang aus und
hat im offenen Zustand einen
Leckstrom von 1.000 nA. Die An-
schliisse sind so gestaltet, dass
sie trotz der geringen Grof3e des
Bauelements die Erstellung einer
guten Lotstelle und einfache Lo-
tinspektion unterstiitzt.

Omron Electronic Components

Hochisolierte SMD-/THT-Relais

Standex Electronics hat mit der
Serie KT hochisolierte Reed-Re-
lais auf den Markt gebracht. Die
Serie eignet sich fiir umwelt-
freundliche Anwendungen, etwa
in der Photovoltaik oder bei
Hybridfahrzeugen. Sie ist beson-
ders niitzlich, wenn in einer So-
laranlage vor dem Anschluss an
das Netz der Isolationswider-
stand iiber mehrere Bauteile hin-
weg gemessen werden soll, um

22

Bild: Standex Electronics

Verletzungen und nachtragli-
ches Entweichen von Leckstro-
men zu verhindern.

Die Relais bieten einen Isola-
tionswiderstand von grof3er oder
gleich 1013 Q sowie eine Isolati-
onsspannung zwischen Spule
und Kontakt von mehr als 7 kV.
Das Bauteil misst 30 mm x 8,6
mm x 10,6 mm (L x Bx H). Es sind
drei Spulenspannungen (5, 12
und 24 V) verfiigbar. Alle Versio-
nen sind sowohl als SMD, als
auch THT Variante erhaltlich.
Die Bauteile werden in einem
komplett gemoldeten Gehduse
gefertigt und sind fiir Schalt-
spannungen his 1.000 V geeig-
net. Die Reihe kommt mit dyna-
misch getesteten Kontakte und
ist fiir Millionen zuverldssige
Schaltvorgidnge ausgelegt. Die
Serie entspricht der RoHS-Richt-
linie

Standex Electronics
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SCHUTZE
Energieeffizientes SchlieBerschiitz fiir vielfdltige Anwendungen

In den meisten modernen Appli-
kationen sind Schiitze oder an-
dere elektromechanische Schalt-
gerdte nur noch fiir Notaus-Situ-
ationen vorgesehen. Die Leis-
tungselektronik iibernimmt das
Schalten im Regelbetrieb. Die
Schiitze sind lediglich fiir die
galvanische Trennung zustandig
und miissen ausschlieilich im
Notfall unter Last arbeiten —
dann allerdings zu erschwerten
Bedingungen.

Im Fehlerfall muss ein Schiitz
hohe Strome fiihren und ggf.
auch abschalten kénnen. Typi-
sche Applikationen sind etwa
batteriebetriebene Fahrzeuge,
wie Elektrobusse, Elektro-Last-
wagen, E-Transporter, Elektro-
PKW oder auch Gabelstapler
sowie fahrerlose Transport-Sys-
teme in Logistikanwendungen.
Auch fiir Batteriemanagement-
systeme in Batteriespeichern,
Ladestationen, Wechselrichter
und Testsysteme fiir Motoren
oder Batterien kommen Schiitze
zum Einsatz. Die Schiitze miis-
sen die erforderlichen elektro-
technischen Parameter erfiillen
und sollten gleichzeitig mog-
lichst kompakt und energieeffi-
zient sein.

Mit der Baureihe C300 bietet
Schaltbau Schiitze an, die sich
fiir verschiedene moderne An-

i i &

Bild: Schaltbau

RELAIS // AKTUELLES

Schiitz: Das SchliefSerschiitz der Baureihe C320 ist mit Abmessungen von

190 mm x 166 mm x 79 mm sehr kompakt.

wendungen eignen. Das neueste
Schiitz aus dieser Baureihe ist
das C320 - ein Schlief3erschiitz
mit einer Nennbetriebsspan-
nung von DC 1.500 V und einem
thermischen Dauerstrom von
1.000 A. Das sehr kompakte Luft-
schiitz hat Abmessungen von
190 mm x 166 mm x 79 mm. Es ist
damit rund 30 Prozent Kleiner
und leichter als bisher erhaltli-
che Luftschiitze. Das bringt gera-
de in mobilen Applikationen,
zum Beispiel bei batteriebetrie-
benen Fahrzeugen, deutliche
Vorteile. Das C320 ist mit einer
elektronischen Sparschaltung

r-re

ausgestattet, die eine Reihe von
Vorteilen bietet: Das Schiitz hat
im Betrieb eine sehr geringe Hal-
teleistung aufgrund der sehr ho-
hen Kontaktdruckkrafte und den
damit verbundenen geringen
Ubergangswiderstinden iiber
die Hauptkontakte. Sie liegt bei
lediglich 8 W — nur rund 50 Pro-
zent des Wertes, den andere
Schiitze am Markt benétigen.
Die Energieeffizienz ist folg-
lich hoch und vor allem bei bat-
teriebetriebenen Elektrofahrzeu-
gen von Bedeutung. Durch die
groflen Kontaktdruckkrifte des
€320 ist der Ubergangswider-

v ¥
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stand und damit auch die Erwar-
mung und sehr niedrig. Weiter-
hin fithren die hohen Kontakt-
druckkrifte zu einem hohen
Bemessungskurzschlussein-
schaltvermdgen von 4.000 A und
einer sehr hohen Kurzzeitstrom-
festigkeit von 5.000 A fiir 1 s.
Diese Werte heben sich deutlich
von den bisher am Markt eta-
blierten Gerdten dieser Leis-
tungsklasse ab. Auch das Grenz-
schaltvermdgen des €320 ist mit
1.500 V und 800 A bei gering
induktiver Last sehr hoch. Durch
diese sehr guten Leistungsdaten
erfiillt das Gerat eine dufderst ho-
he Sicherheitsperformance.
Das C320 arbeitet bidirektio-
nal. Dies ist fiir Anwendungen
notwendig, bei denen der Strom
in beide Richtungen flieflen
kann, wie das Laden und Ent-
laden von Batterien oder Elek-
tromobilititsanwendungen, bei
denen beim Abbremsen Energie
rekuperiert wird. Das Schiitz er-
fiillt sowohl die Norm fiir Schiit-
ze in Industrieapplikationen
EN60947-4-1 als auch fiir Bahn-
applikationen EN60077-1. Auch
die fiir den Automobilbereich
wichtige Schock- und Vibrations-
bestandigkeit gemaf3 1S016750-3
wird erfiillt. // KR
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Bild 1:
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Der 3D-Druck-Kiihler 1Q-Big 53 (rechts im Bild)
ist fiir die Montage von zwei Semitop-Modulen vorgesehen.

Kompakte Fluid-Kiihllosung
mit hoher Warmestromdichte

Wenn nur wenig Bauraum zur Ableitung der Verlustwdirme von
Leistungshalbleitern zur Verfiigung steht, konnen diese Mikrokiihler
mit mehreren hundert W/cm? Wirmestromdichte helfen.

etall-Kiihlkorper aus dem 3D-Dru-
Mcker entwdrmen Leistungsbauteile

mit einer sehr hohen Warmestrom-
dichte sicher und zuverldssig. Nicht selten
werden dabei Warmestromdichten von meh-
reren hundert W/cm? erreicht, die verhin-
dern, dass sich die Halbleiter unzuldssig
aufheizen. Den Nutzen fiir leistungselektro-
nische Schaltungen und welche Einsparun-
gen in Gewicht und Volumen méglich sind,
skizziert der Artikel.

Fiir die seit 2006 im 3D-Druck hergestellten
Fluid-Kiihler nutzt die IQ evolution in
Aachen das Verfahren Laser Powder Bed
Fusion, kurz LPBF. Es wird auch als selektives
Laserschmelzen bezeichnet. Im CAD-System
konstruierte mechanische Bauteile werden
in einzelne Schichten zerlegt, den Layern.
Dieses Schichtmodel wird {iber einen Umweg
iiber die Datenaufbereitung direkt auf den

' b *Dr. Thomas Ebert
[ ... ist Geschiiftsfiihrer der
1Q evolution, Aachen.
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3D-Drucker ausgegeben. Solche Drucker sind
Anlagen, die mittels Laserstrahl die einzel-
nen Schichten nacheinander in ein Pulver-
bett schreiben. Dadurch entstehen ohne die
Verwendung von weiteren Werkzeugen hoch
komplexe Bauteile, die sich mit Innenstruk-
turen versehen lassen, die mit keinem ande-
ren Fertigungsverfahren herstellbar sind.

Ein Losungsansatz und viele
Anwendungsmoglichkeiten

In die Elektronik-Entwicklungslabore ha-
ben 3D-gefertigte Kiihler aus Edelstahl 1angst
Einzug gehalten. Dort werden teils sehr be-
eindruckende Ergebnisse hinsichtlich der
Kiihlleistung und Leistungsausbeute der
gekiihlten Bauteile erzielt, allen voran ste-
hen State-of-the-art-SiC-Bauelemente (Leis-
tungshalbleiter aus Siliziumkarbid). Diese
SiC-Elemente sind mit Wirkungsgraden von
97 bis 99 Prozent in der Lage, sehr hohe Leis-
tungen zu {ibertragen. Einzig die abzufiih-
rende Verlustleistung beschrankt diese Ele-
mente im realen Einsatzfall. Die zuverldssige
Abfuhr der entstandenen Verlustwarme be-
stimmt die Performance der Leistungselek-

tronik. Neben der Verwendung bei den akti-
ven Elementen riicken in letzter Zeit auch die
passiven Elemente in den Fokus der Aache-
ner Kiihlerdruckerei. Auch hier, zum Beispiel
bei Hochstromspulen, gibt es erhéhten Kiihl-
bedarf. Spatestens wenn mehrere solcher
Spulen in ein Gehduse gepackt sind, wird es
im Inneren zu warm fiir den sicheren Betrieb.
Die IQ Thincooler beispielsweise sind an die-
ser Stelle eine geeignete Losung, denn mit
0,8 mm Dicke ldsst sich fast immer noch ein
Platz fiir den Kiihleinsatz finden. Auch die
Entwarmung von Chips zur grafischen Auf-
bereitung von Fahrzeugsensordaten ldsst
sich mit solchen Kiihlk6rpern zuverlassig
und Platz sparend realisieren. Meist sogar
ohne die umschlieflenden Gehduse signifi-
kant zu verdndern. Eine weitere L6sung, an
der wir arbeiten, ist die Kiihlung von Strom-
schienen. Diese Busbars verbinden in der
Leistungselektronik Komponenten mit ho-
hen Strdmen untereinander. Die hier entste-
hende unerwiinschte Warme durch den elek-
trischen Widerstand im Inneren der Leiter
und an den Kontaktstellen miissen effektiv
abgefiihrt werden. Auch zu diesem neuen
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Anwendungsfeld erarbeiten wir derzeit ge-
eignete Losungen.

Zur Umsetzung in der Serienfertigung hat
sich das Entwickler-Team der IQ evolution
dem Metall-3D-Druck von kleinen Strukturen
fiir die direkte Bauelementeentwarumg ver-
schrieben. Eigentlich sind die Vorbehalte
immer die gleichen. Metall sei zu schwer, in
der Herstellung zu teuer und das Verfahren
auch nicht serientauglich, erst recht nicht fiir
Stiickzahlen im Millionenbereich pro Jahr.
Die aber seien in der Automobilindustrie iib-
lich. Aufierdem wiirde das verwendete Ma-
terial, Edelstahl 1.4404, von seiner Warme-
leitfahigkeit doch weit hinter Kupfer und
Aluminium zuriickfallen. Im Prinzip sind das
richtige Uberlegungen, doch auf den gege-
benen Blickwinkel kommt es an. Natiirlich
hat Edelstahl eine wesentlich schlechtere
Warmeleitfahigkeit als Kupfer oder Alumini-
um, allerdings muss die abzufiihrende War-
memenge dafiir auch nur einen Weg von ca.
150 pm zuriicklegen. Bei diesen geringen
Wandstarken ist der Warmewiderstand im
Vergleich zu den restlichen Warmewider-
standen vernachldssigbar gering. Auch ist
die Art und Weise der Kiihlung zu betrachten:
Bei Materialien mit guter Warmeleitfahigkeit
wird eine moglichst grof3e Oberfldche ange-
strebt, um den Warmeaustausch zu errei-
chen. Bei den IQ-evolution-Kiihlern ist das
verwendete Prinzip ein anderes, hier werden
gezielt Turbulenzen erzeugt, um die Warme
abzutransportieren. Daher ist es fiir diese Art
der Kiihlung auch véllig unerheblich, aus
welchem Material die inneren Strukturen

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021
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Bild 2: Der IQ-Big-53-Kiihler aus Bild 1 ist mit den
zwei Semitop-Modulen verschraubt (Maf3e eines
Doppelpacks: 60 mm x 55 mm x 24 mm (HxBxT). Das
Gewicht betrdgt etwa 100 Gramm.

bestehen. Hinsichtlich der Warmeleitung
sind sie ohnehin nicht am Warmeaustausch
beteiligt. Nutzlos sind sie allerdings keines-
wegs, tragen sie doch durch ihre spezielle
Form und Oberfldche mafigeblich zur guten
Kiihlleistung bei. Daher bezeichnen wir die
Strukturen nicht als Kiihlstrukturen, son-
dern als Turbulatoren. Hinter dieser simplen
Feststellung verbergen sich allerdings Jahre
intensiver Entwicklungsarbeit. Letztendlich
wurden durch den Einsatz von Kiinstlicher
Intelligenz diese Turbulatoren durch aufwen-
dige Optimierungen entwickelt.

Die eingangs erwdhnten Vorbehalte kann
die IQ evolution mit ihren selbst entworfenen
und 3D-gedruckten Kiihler fiir die Leistungs-
elektronik entkréften. Eines der im Portfolio
befindlichen Produkte ist eine Variante zur
Kiihlung von Standardmodulen ohne Base-

PCIM EUROPE 2021

plate. Je nach Anbieter haben diese Power-
Module verschiedene Namen, etwa Easypack
oder Flow. Mit diesem Kiihlk6rpern, beidsei-
tig kiihlend, wurden vom Institut fiir Strom-
richtertechnik und elektrische Antriebe der
RWTH-Aachen (ISEA) in realistischer Umge-
bung Kiihlleistungen von 700 W pro Seite
nachgewiesen, in Summe also 1,4 KW pro
Kiihler.

Dazu dieses Beispiel: Der in Bild 1 gezeig-
te Kiihler der Baureihe 1Q-Big 53 erzielt in
seiner Automotive-Version (niedriger Druck-
verlust, hoher Durchfluss) eine Durchfluss-
rate von 2,21/min bereits bei einem Differenz-
druck von 100 mbar. Dies ist schon ausrei-
chend, um die genannte Kiihlleistungen zu
erreichen. Das Gewicht? Der IQ-Big 53 ist ein
Leichtgewicht, denn er wiegt gerade einmal
33 Gramm.

Serienfertigung und
Preisgestaltung der Kiihler

Wie das geringe Gewicht vermuten lasst,
ist der IQ-Big 53 schon bei der Konstruktion
auf Serienfertigung ausgelegt. Durch Ge-
wichtsoptimierung muss entsprechend we-
niger Pulver durch den Laserprozess aufge-
schmolzen werden, was auch zu einem deut-
lichen Preisunterschied im Vergleich zu
herkémmlichen Kiihlkdrpern fiihrt. Der Preis
der Bauteile skaliert mit der Laufzeit der Her-
stellungsanlage. Was nicht aufgebaut wer-
den muss, kostet erst einmal nichts. Bei vie-
len Bauteilen, die gleichzeitig hergestellt
werden, verteilen sich Kosten entsprechend
und davon profitiert der Anwender.

UNIONKG==3KLISCHEE
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Bild 2: Diese Pulvermenge des Edelstahls 1.4404 wird fiir den Aufbau eines 1Q-Big 53 bendtigt.

Bild 4: Ein optimierter 3D-Druck-Kiihler fiir Spulenkdrper mit integrierten Kontaktdurchfithrungen an der TU

Eindhoven.

Bei der Betrachtung des Preises steht auch
die Darstellung des Gesamtsystems im Mit-
telpunkt. Beispielsweise deshalb, weil durch
effiziente Kithlmethoden teure Einzelkom-
ponenten wie SiC-MOSFET verzichtbar sind,
sofern die technische Auslegung dies zulasst.
Dazu folgendes Beispiel: Gemaf3 einer Kun-
denanfrage sollen zwolf Leistungsmodule
gekiihlt werden, die eine elektrische Gesamt-
nennleistung von 210 kW liefern. Dafiir not-
wendig ist eine Kiihlleistung von 4,2 kW mit
mit Kiihlplatten. Die IQ-Ldsung dazu: Mit der
Kiihlleistung von 700 W pro Seite und beid-
seitiger Bestiickung kann zum Beispiel mit
Semitop-Modulen des Herstellers Semikron
die geforderte Leistung von 210 kW durch nur
sechs Module auf drei IQ-Big-53-Kiihlern be-
reitgestellt werden. Die Einsparungen: Das
Bauvolumen des Gesamtsystems ist wesent-
lich kleiner und das Gewicht ist von vorher
etwa 10 kg auf unter 500 Gramm gesunken.
Das ist eine Reduktion um den Faktor 20. Zur
Preisgestaltung kommen die Modulkosten
ins Spiel. Da diese abhdngig von der Bezugs-

26

Bild 5: Ein additiv gefertigter Mikrokiihler, der in
eine HF-Leiterplatte integriert wurde. Die Anschliis-
se fiir den Fliisigkeitskiihlkreislauf sind links und
recht erkennbar.

quelle sind, ist pauschal kalkulierbar, dass
die Halbierung der benétigten Anzahl an
Modulen einen eventuellen Mehrpreis der
drei Kiihler mehr als ausgleichen. Hinzu
kommt der Vorteil der Gewicht- und Volu-
menreduktion.

Die angefiihrten Vorbehalte einer echten
Serienproduktion von 3D-Metallkiihlern las-
sen sich abschlieflend wie folgt einordnen:
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Bild:

Bild: TU Eindhoven, Pelle Weiler.

Bild: 1Q evolution
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Grundsatzlich hat das LPBF-Verfahren seine
Vorteile im Prototypenbau und in der Flexi-
bilitat mit fast unbegrenzter Gestaltungsfrei-
heit. Als Argument wird immer wieder gerne
angefiihrt, dass eine solche additive Produk-
tion langsam sei und durch die teure An-
lagentechnik entsprechend ungeeignet fiir
Grof3serien. Kleinserien werden dem Verfah-
ren dagegen 6fter zugestanden.

Weit verbreitet sind aber 3D-Drucker mit
grofem Bauraum, allerdings sind diese Ma-
schinen ausgelegt fiir grofie Bauteile und
weisen daher auch hohe Aufbauraten auf.
Damit einhergehend sind grof3e Schichtdi-
cken und ein grofier Laserfokus. Beides ist
ungeeignet, um die Art kleiner Strukturen
aufzubauen, welche fiir Leistungskiihler not-
wendig sind.

Der Markt offeriert aber auch Maschinen,
die genau das leisten, was fiir die Serienfer-
tigung benotigt wird — hohe Stiickzahlen bis
zu 100.000 Bauteile pro Monat sind méglich.
Solche 3D-Druck-Anlagen besitzen einen
hohen Grad an Automatisierung; und auch
die nachgeschalteten Priif- und Bearbei-
tungsprozesse lassen sich vollautomatisiert
abbilden, sodass die gesamte Produktion mit
entsprechenden Abnahmemengen durch-
fiihrbar ist.

Resiimee: Abhédngig von den Losungsan-
forderungen lassen sich im 3D-Druck-Verfah-
ren verschiedene Metalle und Metalllegie-
rungen fiir die Kiihler verwenden. Fiir das
genutzte Material entscheidend sind die
Anforderungen hinsichtlich Temperaturbe-
standigkeit, Warmeleitfahigkeit und Kiihl-
leistung, Warmeausdehnung oder elektri-
sche Leitfahigkeit. Bei Bedarf kommen auch
Speziallegierungen oder gar neu entwickelte
Metallkombinationen zum Einsatz. Es lassen
sich auch Hybridkomponenten herstellen,
die aus mehreren Materialien bestehen.

Je nach eingesetztem Kiihlermaterial sind
Wandstarken ab etwa 80 pm moglich. Fiir die
Oberflachenveredelung und Metallisierung
stehen die iiblichen Verfahren zur Verfii-
gung. Insbesondere im Bereich des Warme-
Managements sind erfolgte Optimierungen
der Durchflussregelung, Mikrostrukturen
und Materialeigenschaften von zentraler Be-
deutung, um die Produktanforderungen zu
erfiillen. Je nach Projektansatz sorgen meh-
rere Maschinen und grof3e Einkaufsmengen
des Pulvers zu Preisreduktionen. Auch die
Zentralisierung der Pulverbearbeitung und
Pulverzufiihrung fiir mehrere Maschinen
tragen dazu bei, dass der Preis fiir einen I1Q-
Big-53-Kiihler in einer Grof3serie deutlich
unter 30 € liegen kann. // KU

1Q evolution
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NEUES STRUKTUR-DESIGN OHNE BASISPLATTE
SiC-Umrichtermodul fiir elektrische Hochleistungsantriebe

Automobilzulieferer und Motor-
sport-Partner Marelli hat das
nach eigenen Angaben erste
Leistungsmodul fiir elektrische
und hybride Traktionsanwen-
dungen im Motorsport auf den
Markt gebracht. Das neue Modul
wurde zusammen mit dem
Fraunhofer-Institut fiir Zuverlas-
sigkeit und Mikrointegration IZM
entwickelt. Das vollstandig auf
Siliziumkarbid basierende Mo-
dul ermdglicht hohere Wirkungs-
grade bei kleinerer und leichte-
rer Modulbauform. Ein Erfolg,
wie das Fraunhofer IZM meint,
nicht nur fiir den Motorsport,
sondern auch fiir allgemeine
Fahrzeuge. Das Fraunhofer IZM
arbeitet schon seit vielen Jahren
an der Verbesserung der SiC-
Technologien. Zusammen mit
Marelli haben sie nun ein neues

Optimierte
und elnfach B

Power-Modul entwickelt, das die
Bezeichnung EDI (Enhanced
Direct-cooling Inverter) tragt.
Das Besondere: Es handelt
sich um ein strukturelles Neu-
Design ohne Basisplatte, das den
thermischen Widerstand zwi-
schen den SiC-Komponenten
und der Kiihlfliissigkeit drastisch
reduziert. Das Ergebnis ist eine
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extrem kompakte Leistungsstu-
fe, die den Wirkungsgradvorteil
von Siliziumkarbid nutzen kann
und mehr Flexibilitit beim
Packaging und bei den Kiihlsys-
temen zuldsst. Im Vergleich zu
einem Silizium-basierten Aufbau
gleicher Leistung ermoglicht laut
Fraunhofer IZM die neue Tech-
nologie einen Umwandlungswir-
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kungsgrad von bis zu 99,5 Pro-
zent, reduziert Gewicht und
Grofie um die Halfte und besitzt
eine um 50 Prozent h6here War-
meableitung in das Kiihlsystem.
In den letzten Jahren habe sich
Siliziumkarbid als Technologie
der Wahl fiir Hochspannungs-
und Hochtemperatur-Leistungs-
elektronik wie Wechselrichter
bewahrt. Das im Reinraum des
Marelli-Werks in Corbetta (Ita-
lien) hergestellte EDI-Leistungs-
modul hat bereits eine Reihe von
Zuverldssigkeitstests fiir Motor-
sport-Einsatzprofile durchlau-
fen. Dabei wurde die Robustheit
des Designs bei elektrischen und
mechanischen Zuverldssigkeits-
tests fiir sehr gut befunden, kon-
statiert das Fraunhofer IZM.

Fraunhofer 1ZM
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L I-Serie PSW
Mehrbereichs-DC-Netzgerit

« Betriebsspannung: 30V/80V/160V/250V/300V
Ausgangsleistung: 360W~1080W

» Multi-Range-Funktion fiir die Einstellung von
Ausgangsspannung und-strom in nur einem Netzgerat

» C.V/C.C Priority; Besonders geeignet fur die
Batterie-und LED-Industrie

« Einstellbare Anstiegszeit

» Standard-Schnittstellen: LAN, USB, Analog

Serie PFR
Liifterloses Mehrbereichs-DC-Netzgerit

* Konstante Ausgangsleistung fiir fiinf Bereiche (V&)

* Natiirliche Konvektionskiihlung (lifterlos)

= Voreinstellbare Speicherfunktionen & Ein-/
Ausschaltverzégerung am Ausgang

® CY-{CC-Priorititsmodus & Bleeder-Stromkreissteuerung

o Einstellbare Anstiegszeiten fiir Spannung und Strom

@ Schutzmodi: OVP, OCP, AC FAIL und OTP

* Ausginge an Geritefront- und -riickseite

e Standardschnittstellen: USB und RS-232/485;
optional LAN+GPIB

Serie ASR-2000
Kompaktes programmierbares AC-/DC-Netzgerat

= Ausgangsspannung: AC 0~350Vrms, DC + 500V

a Ausgangsﬁ‘equenziis 999,9 Hz

» Ausgangsleistung: 500VA/1000VA

» Messfunktionen: Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, lavg,
Ipeak, W, VA, VAR, PF, CF

o Analyse der harmonischen Verzerrungen fiir
Spannung und Strom (THDv, THDi)

o Einstellbarer Phasenwinkel fiir Output On/Off

» Remote-Betrieb & Sequenz-und Simulationsfunktion

= OVP, OCP, OPP, OTP, AC Fail und Fan Fail

o Schnittstellen: USB,LAN(Standard);RS-232+GPIB{optional)

GUINSTEK

Good Will Instrument Euro B.V.
https:/ /www.gwinstek.com/de-DE



LEISTUNGSELEKTRONIK // AKTUELLES

TO-LEADLESS-LEISTUNGSHALBLEITER

unf 650-V-S)-Power-MOSFETs im SMD-TOLL-Geh&ause

FET-JET CALCULATOR

Online-Tool fiir den Schaltungsentwurf mit S|C-FETs

Mit dem FET-Jet Calculator hat
UnitedSiC ein registrierungsfrei-
es und kostenloses Online-Tool
auf den Markt gebracht, das die
Auswahl und den Leistungsver-
gleich in verschiedenen Leis-
tungsanwendungen und Topolo-
gien erleichtern soll. Mit diesem
Werkzeug konnen Ingenieure
schnell und sicher Design-Ent-
scheidungen treffen, versichert
UnitedSiC. Um den optimalen
UnitedSiC-Baustein fiir das ge-
wiinschte Leistungs-Design zu
identifizieren, wihlen die An-
wender die entsprechende An-
wendungsfunktion und Topolo-
gie aus, geben die Details ihrer
Designparameter ein und das

HAMMOND
MANUFACTURING.

b

1552 Handgehause aus Kunststoff
Mehr erfahren: hammfg.com/1552

Tool berechnet automatisch den
Schaltstrom, Wirkungsgrad und
die Schaltverluste, kategorisiert
nach Leitungs-, Einschalt- und
Ausschaltwerten. Die Betriebs-
temperatur und Kiihlkdrperleis-
tung sind als Eingaben enthal-
ten, um die erwarteten Sperr-
schichttemperaturen darzustel-
len. Die Benutzer kénnen die
Auswirkungen der wechselnden
Leitungsmodi in den verschiede-
nen Topologien untersuchen,
indem sie die Werte der Speicher-
induktivitdt und der Schaltfre-
quenz variieren. Zusatzlich kén-
nen einzelne oder parallel ge-
schaltete Gerdte ausgewahlt
werden, um die relative Gesamt-

5 TKO65U65Z,

Mit 9,9 mm x 11,68 mm x 2,3 mm
(BxLxH) bieten die Bausteine
TK090U65Z,
TK110U65Z, TK155U65Z und
TK190U65Z eine um 27 Prozent
kleinere Fldche als das her-
kémmliche D2PAK-Gehéduse. Zu
den Anwendungen zdhlen Ser-
ver-Stromversorgungen in Re-
chenzentren, Power-Conditioner
fiir Solarstrom, unterbrechungs-
freie Stromversorgungen und
andere Industrieanwendungen.
Das Angebot wurde um Produkte
der DTMOS-VI-Serie mit niedri-
gem Durchlasswiderstand bis

leistung von Komponenten mit
verschiedenen Nennstromen
anzuzeigen.

Das Tool warnt, wenn eine
Auswahl nicht angemessen ist,
z.B. wenn die Nennspannung fiir
die gewdhlten Bedingungen und
Topolpgie nicht ausreicht. Alle
FET-Bausteine von UnitedSiC

Kontaktieren Sie uns, um ein kostenloses Bewertungsmuster anzufordern.
eusales@hammfg.com - + 44 1256 812812
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hinab auf 65 mQ erweitert. Dar-
iiber hinaus bietet das Gehduse
optional eine Kelvin-Source, mit
der sich u.a. der Einfluf3 der pa-
rasitdren Induktivitat des Sour-
ce-Anschlusses im Gehduse ver-
ringern ldsst. Im Vergleich zum
TKO90N65Z mit gleicher Span-
nung und gleichem On-Wider-
stand im TO-247 ohne Kelvin-
Anschluss, hat der TKO90U65Z
bis zu 68 Prozent weniger Ein-
schaltverluste und um 56 Pro-
zent weniger Ausschaltverluste.

Toshiba Electronics Europe

und ebenso die Schottky-Dioden
konnen aus sortierbaren Tabel-
len ausgewdhlt werden, die Bau-
elemente in TO-220-, TO-247-,
TO-247/4L-, DFN8x8-Gehdusen
und auch die kiirzlich eingefiihr-
ten Gen4-750-V-Bausteine umfas-
sen. Damit solle die Auswahl des
richtigen Bausteins in der richti-
gen Leistungstopologie kein Hin-
dernis fiir Leistungsentwickler
darstellen, wenn sie einen Wech-
sel zu SiC-Bauelementen in Er-
wagung ziehen. Der Calculator
kann kostenlos und ohne Regis-
trierung genutzt werden (https:
//info.unitedsic.com/fet-jet).

UnitedSiC
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SCHWEISSDIODEN
Mehr Strom, wen

Bild: Infineon

Die gehduselosen Diodenfamilie
ist flir Mittelfrequenz-Wider-
standsschweiflen und Hoch-
strom-Gleichrichteranwendun-
gen optimiert. Die Bauteile erfiil-
len die Marktanforderungen
nach hoherer Stromtragfdhig-
keit, geringen Verlusten und
hoherer Wechsellastfahigkeit. In
der aktuellen Ausfiihrung haben
die Dioden laut Infineon das
branchenweit beste Verhaltnis
zwischen Leistung und Lebens-

ger On-Verluste

dauer, was eine Verringerung
der Wartungszyklen unterstiitzt.
Die neue Diodengeneration ist
geeignet fiir Anwendungen wie
Punktschweifien in der Automo-
bilindustrie, Niederspannungs-
elektrolyse und Uberspannungs-
schutz. Diese Schweifidioden-
Generation biete ebenso die
hochste Lastwechselfestigkeit
auf dem Markt, so Infineon. Die
niedrigere Durchlassspannung
der Leistungsdioden erlaube im
Vergleich zu herkémmlichen
Dioden zehn bis 15 Prozent ho-
here Betriebsstrome. Damit kann
entsprechend der Anwendung
zwischen langerer Lebensdauer
und hoéherem Strom gewahlt
werden. Mit den beschriebenen
Eigenschaften ist die Leistungs-
dioden-Generation geeignet, um
die Leistung von bestehenden
Designs bei voller mechanischer
Kompatibilitdt zu erweitern.

Infineon

P-KANAL-MOSFETS DER FUNFTEN GENERATION

Klassenbester On-Widerstand

ROHM erweitert seine P-Kanal-
MOSFET-Serie um 24 Modelle mit
einer Spannungsfestigkeit von
—-40 V/-60 V. Die neuen Versio-
nen sind sowohl in Einzel- als
auch in Dual-Ausfiihrung erhalt-
lich. Sie sind vorgesehen fiir
Industrie- und Konsumanwen-
dungen wie Fabrikautomation,
Robotik und Klimaanlagen. Ba-
sierend auf der proprietaren P-
Kanal- MOSFET-Struktur nutzen
die neuen Produkte eine verbes-
sert Prozesstechnologie der fiinf-
ten Generation. Damit werde laut
Herstellerangaben der niedrigste
Einschaltwiderstand pro Fla-
cheneinheit in ihrer Klasse er-
reicht. Das entsprache bei den
neuen —40-V-Produkten einem
um 62 Prozent niedrigeren Ein-
schaltwiderstand gegeniiber
herk6mmlichen Produkten und
52 Prozent bei den —60-V-Produk-
ten. Durch Optimierung der Bau-
elementstruktur und einem neu-
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en Design, das die Konzentration
des elektrischen Feldes ab-
schwicht, habe ROHM auch die
Qualitat der MOSFETs verbes-
sert; dadurch konnten eine hohe
Zuverldssigkeit und ein geringe-
rer Einschaltwiderstand erreicht
werden. Die P-Kanal-MOSFETs
befinden sich in der Serienferti-

gung.

ROHM
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Fotorelais
Funf gute Grunde...

PHOTORELAY
PROMOCARD

Sichere galvanische Trennung

Finf gute Griinde fiir den Einsatz von
TOSHIBA Fotorelais in Metering-,
Smarthome- und Industrie-Anwendungen:

. Schalten lautlos

. Arbeiten wartungsfrei

. Sparen bis zu 80 % Platz im
Vergleich zu mechanischen Relais

. Sind sicher vor elektromagnetischen
Storeinflissen

. Werden einfach und direkt Giber den
GPIO-Port einer MCU angesteuert

Sofort loslegen!

Starten Sie mit GLYN-SUPPORT in |hre
Entwicklung. Fragen Sie jetzt nach unserer
Photorelay-Promocard.

www.glyn.de/fotorelais | spe@glyn.de
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SERIE // POWER-TIPP

Wie Sie reale Spannungsquellen
richtig auslegen

FREDERIK DOSTAL *

Vout
Vin 12V ADP2360 m.?ﬁ! Zuleitung vin ADP2360 mtwt
10 A1 R" LYT [
() 1 | e Rserie —[ _i
[ Cin| controll |~ T ue cinl controll T

Spannungsquelle (DC) eines Systems.

Bild 1: Schaltbild eines abwdrtswandelnden Schaltreglers mit der

Bild 2: Die Schaltung aus Bild 1, hier jedoch mit den parasitiren Elementen

der Zuleitung sowie der Spannungsquelle.

ler, muss einen gewissen Eingangs-

spannungsbereich vertragen und dar-
aus eine geforderte Ausgangsspannung bei
geniigend Strom erzeugen. Die Eingangs-
spannung wird haufig als Bereich angege-
ben, da sie nicht sonderlich genau geregelt
ist. Fiir eine zuverldssige Funktion eines
Spannungswandlers ist es jedoch essenziell,
dass der Schaltregler immer iiber eine Ein-
gangsspannung verfiigt, die im zuldssigen
Bereich liegt. So kann der Eingangsspan-
nungsbereich einer Versorgungsspannung
von 12 V zwischen 8 und 16 V liegen. Bild 1
zeigt einen Abwértswandler (Buck-Topolo-
gie), der aus einer nominalen Spannung von
12V eine Spannung von 3,3 V erzeugt.

Bei der Schaltungsentwicklung des DC/
DC-Wandlers reicht es aber nicht aus, nur
den Wert der Eingangsspannung zu betrach-
ten. Dies hat den folgenden Grund: In Bild 1
ist zu erkennen, dass der Abwartswandler an
seinem positiven Eingang einen Schalter hat.
Dieser ist ein oder ausgeschaltet. Die Um-
schaltgeschwindigkeit soll moglichst hoch
sein, damit nur geringe Schaltverluste ent-
stehen. Dadurch flief3t auf der Versorgungs-
leitung jedoch ein gepulster Strom.

Nicht jede Spannungsquelle kann diese
gepulsten Strome liefern. Die Folge sind
Spannungseinbriiche am Eingang des
Schaltreglers. Um diese zu minimieren, sind

E in DC/DC Wandler, z. B. ein Schaltreg-

* Frederik Dostal

... arbeitet als Field Application
) Engineer fiir Power Management bei
B Analog Devices in Miinchen.
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Bild 3: Mittels Simulation mit LTSpice ldsst sich das Verhalten der Eingangsspannung eines Schaltreglers

lberpriifen.

Stiitzkondensatoren direkt am Eingang des
Schaltreglers notig. Ein solcher ist in Bild 1
als C,, dargestellt.

In Bild 2 ist die Schaltung von Bild 1 dar-
gestellt, diesmal jedoch mit den parasitaren
Elementen der Zuleitung sowie der Span-
nungsquelle selbst. Fiir einen reibungslosen
Betrieb des Schaltreglers miissen Sie sowohl
den Innenwiderstand der Spannungsquelle
(Ryerie)s die Induktivitdt und den Widerstand
der Zuleitung (R, L Zuleitung) als auch eine
mogliche Strombegrenzung beriicksichtigen.

Im Prinzip stellen richtig ausgewahlte Ein-
gangskondensatoren einen ordentlichen
Betrieb der Schaltung sicher. Der erste An-
satz sollte der empfohlene Kapazitatswert fiir
C,, aus dem Datenblatt eines Schaltreglers
sein. Wenn die Spannungsquelle oder die
Zuleitung jedoch besondere Eigenschaften
zeigen, ist es sinnvoll, die Kombination der
Spannungsquelle mit dem Schaltregler zu
simulieren. Bild 3 zeigt eine Simulation fiir
den Buck-Schaltregler ADP2360 mit LTSpice.

Hier ist die vereinfachte Form dargestellt, in
welcher die Eingangsspannung IN mit einer
idealen Spannungsquelle erzeugt wird. Da
kein Innenwiderstand der Spannungsquelle
definiert ist und auch keine parasitaren Wer-
te fiir die Zuleitung zwischen Spannungs-
quelle und Schaltregler angegeben sind, liegt
am Pin V, immer exakt die definierte Span-
nung an. Somit ist es unnétig, einen Ein-
gangskondensator C,, hinzuzufiigen. In der
Realitét ist jedoch bei einem Schaltregler der
Eingangskondensator immer notwendig, da
die Spannungsquelle und die Zuleitung nicht
ideal sind. Wenn mit einer Simulationsum-
gebung wie LTSpice auch das Verhalten mit
unterschiedlichen Eingangskondensatoren
iiberpriift werden soll, miissen Sie unbedingt
eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand
sowie eine Zuleitung mit parasitdren Werten
fiir Widerstand und Induktivitat, wie in Bild 2
gezeigt, verwenden. // KR

Analog Devices
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FERTIGUNGSGERECHTES DESIGN // TEIL 1

Bild: Eurocircuits

Grof3e Bauteile: Transformatoren und Kiihlkorper und andere grof3e Bauteile ragen iber der Leiterplatte und schrdnken das, was darunter passen kann, ein.
Ein Courtyard kann einige dieser Einschrdnkungen erzwingen.

Was PCB-Designer iiber Sicher-
heitsabstande wissen sollten

Beim PCB-Design richtet sich das Augenmerk zuerst auf die elektrische
Funktion. Doch die Leiterplatte muss produziert und bestiickt werden.
Das sollte der PCB-Designer von Anfang an im Blick haben.

SAAR DRIMER *

Courtyard legt einen Sicherheitsabstand um
ein Bauteil fest und ist mit einem Zaun ver-
gleichbar.

Der Courtyard wird auf Bauteilebene als
Teil der Footprint-Definition erstellt. Die An-
gabe teilt unseren Konstruktionswerkzeugen

linien und externe Begrenzungen ha-
ben eine wichtige Funktion im Design-
prozess. Courtyards helfen dabei, sicherzu-
stellen, dass unsere Boards zuverldssig
produziert werden kénnen. Ein Courtyard ist

C ourtyards, Sicherheitsabstdnde, Grenz-

Bild: Eurocircuits

|

eine virtuelle Grenzlinie, die in einem be- _H den Sicherheitsabstand mit, in den kein an-
stimmten Abstand zum tatsdachlichen Umriss Caurtyard j deres Bauteil eintreten soll. Hier sind ein
eines elektronischen Bauteils definiert. Der | '_Eff_‘j' . paar Griinde, warum Bauteile um sich herum
| f | | B | I Platz brauchen, der frei von anderen Bautei-

len ist:

B Bei den meisten Prozessschritten in der

Bild 1: Der Courtyard wird in einem Abstand von der K X X . R
Leiterplattenfertigung gibt es eine Regis-

* Saar Drimer

... arbeitet als Elektronikentwickler physikalischen Grenze des Bauteilrandes definiert. - > ) g
und technischer Redakteur beim Die Fliiche dieses Abstandes abziiglich der Bauteil-  trierungstoleranz, bei der die Ausrichtung
Prototypenspezialisten Eurocircuits. fldche ist der ,,Uberschuss“ (Courtyard Excess). moglicherweise nicht perfekt ist. Diese To-
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leranzen sind unvermeidbar. Die Annahme
der kritischsten Fehlerkombination stellt
sicher, dass Bauteile nach vielen Prozess-
schritten nicht zusammenstofien.

W Die Bestiickkdpfe der Automaten, die .

Bauteile aufnehmen und platzieren, miis-
sen in winzige Liicken mandvrieren, in de-
nen bereits platzierte Bauteile im Weg sein
konnten. Das ermoglicht mehr Platz, ohne
dabei mit anderen Bauteilen zusammenzu-
stof3en.

B Mehr Platz zwischen den Bauteilen hilft
bei der optischen Inspektion, um Probleme
nach der Montage zu erkennen.

B Mehr Platz zwischen den Bauteilen hilft,
die Wiarmedichte zu reduzieren, weil ein
besserer Luftstrom ermoglicht wird.

B Manchmal werfen grofe Bauteile einen
Schatten auf kleinere Bauteile, die neben
ihnen platziert sind. Dies kann beispiels-
weise zu ,kalten Lotstellen" fiihren, weil
an diesen Stellen die Lotpaste im Vergleich
zu anderen Bereichen der Leiterplatte wah-
rend der Montage nicht oder nur langsam
schmilzt.

B Auflerdem ist mehr Platz immer dann
willkommen, wenn z.B. am Board Nachar-
beit notig sein sollte.

Courtyards stellen wichtige
Sicherheitsabstdnde her

Die IPC-7351B definiert Courtyards als ,,die
kleinste rechteckige Fldache, die einen mini-
malen elektrischen und mechanischen Ab-
stand (Courtyard Excess) um die Kombinati-
on aus Bauteilgehduse und den Anschliissen
bietet“. Rechtecke sind keine gute Wahl, weil
sie zu viel Platz um ein Bauteil herum ,,ver-
brauchen“ konnen, wie die Ecken eines QFP,
die sich zum Platzieren von Passiven Bautei-
len eignen.

Meinem Verstdndnis nach verwendet der
Entwurf der Version C der Spezifikation die
effektiveren Polygone, obwohl die Industrie

Eurocircuits

schon so weit zu sein scheint, wie diese
Courtyards in der Praxis verwendet werden.

Die Vorgabe der IPC, wie grof3 der Sicher-
heitsabstand sein muss, hdngt von drei ver-
schiedenen Stufen der Bauteildichte ab. Wir
sollten jedoch bedenken, dass die IPC-Richt-
linien etwas konservativ sind, da sie fiir ei-
nen moglichst breiten Bereich von Maschi-
nenfdhigkeiten gelten sollen. In der Realitét
und auch laut IPC wird die tatsdchliche Gro-
e der Courtyards durch die spezifischen
Maschinen, die wir verwenden, unsere eige-
ne Handlo6t-Fertigkeit oder sogar die beson-
dere Position eines Bauteils im Verhaltnis zu
anderen Bauteilen auf der Leiterplatte be-
stimmt.

s

Rectangular
courtyard

Polygon
cou?t%ard

Bild 3:
Ein Polygon anstelle eines Rechtecks fiir den Court-
yard stellt mehr Leiterplattenfliche zur Verfiigung.

Bild: Eurocircuits

Bild 2:

Der Platz fiir den Bestiickau-
tomaten kann sehr eng sein
und der Bestiickkopf, der

die Bauteile platziert, muss
zwischen den Komponenten
mandvrieren. Ein Courtyard
kann einen Mindestabstand
erzwingen, der den Fahigkei-
ten des Herstellers entspricht.

So setzt man Courtyards im
PCB-Design effektiv ein

Die Effizienz von Courtyards hiangt von
zwei Dingen ab. Erstens: vom Designer, der
sie sorgfiltig definieren und die Design Rule
Checks (DRCs) der EDA-Tools korrekt einstel-
len muss. Zweitens: von der Fahigkeit der
DRCs, tatsdchlich alle Probleme zu erken-
nen. Diese Einstellungen miissen mit den
Spezifikationen des Herstellers abgeglichen
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
im Widerspruch zueinanderstehen.

Doch es gibt hier eine besondere Situation.
Wenn wir zwei identische Bauteile nebenei-
nander platzieren und ihre Courtyards ein-
fach zusammenstof3en, verdoppeln wir ef-
fektiv den Abstand. In diesem Fall miissen
wir wissen, wovor uns der Courtyard in der
genannten Liste schiitzt und mit welchen
Herstellern wir zusammenarbeiten. Wenn
wir ein Board wollen, das iiberall produziert
werden kann, ist es sinnvoll, sich an die IPC-
Regeln zu halten.

Wenn wir auf der EDA-Seite vielleicht eine
DRC-Verletzung fiir Verstéf3e der Courtyard
bekommen, kann es aus Sicht des Fertigers
gesehen noch in Ordnung sein. Doch das
kann schmerzhaft werden, wenn man von
der Prototypenfertigung zur Serienfertigung
den Hersteller wechselt. Dann bleibt nur ein

productware

production of electronic equipment

Wir schaffen
Mehr-Wert — durch
kundenorientierte
Mehr-Leistungen.

Seit iiber 30 Jahren sind wir als ausge-
zeichneter Spezialist fiir komplexe Bau-
gruppen und Systeme im Bereich High Mix
/Low-Middle Volume am Markt.

Was kdnnen wir fiir Sie tun?
= info@productware.de

\ 06074 82610
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Bild 4:

Im ersten Bild sehen
wir die Ansicht in
KiCAD mit Pfeilen,

die auf Verletzungen
der Courtyards nach
Ausfiihrung des DRC
zeigen, speziell Q1-Q4.
Im mittleren Bild
haben wir die Ansicht
des CPL-Editors von
Eurocircuits-Visua-
lizer; der CPL-Checker
wird den Abstand
zwischen Q1 und Q2

akzeptieren, weil er die
Fertigungsmaoglichkei-
ten von Eurocircuits
und nicht die IPC-
Regeln beriicksichtigt.
Trotzdem ist es eine
gute Stelle, um zu prii-
fen, wo die IPC-Regeln
verletzt werden, so
dass sie gegebenen-
falls behoben werden
kénnen.

Im untersten Bild
sehen wir den CPL-

Checker, der sich iiber
die Verletzung des
Courtyard zwischen Q3
und Q4 beschwert. Eu-
rocircuits wird dieses
Design nicht fertigen.

Redesign. Es lohnt sich, so frith wie moglich
an all das zu denken!

Manche PCB-Designer entscheiden sich
dafiir, die Legendenebene der Bauteile als
Pseudo-Kurvendefinition zu verwenden. Ich
halte das fiir eine schlechte Idee, aus folgen-
dem Grund:

B Der DRC fangt keine Probleme ab, so dass

Sie einen der Hauptvorteile von Courtyards
verlieren.

M Es gibt eine Mindestgrenze fiir die Strich-
starke des Siebdrucks, die bei den winzigen
Bauteilabmessungen, mit denen wir heute
arbeiten, recht grof3 ist. Das bedeutet, dass
es auf dem Bildschirm ein dominantes, ab-
lenkendes und ungenaues Merkmal ist.

Tippserie: Fertigungsgerechtes PCB-Design

In dieser sechsteiligen Serie schreibt
Saar Drimer, Elektronikdesigner und
technischer Redakteur bei Eurocircuits,
iber fertigungsgerechtes Design (DFM,
Design for Manufacturing). DFM spart
Kosten, wertvolle Zeit, hilft Redesigns
und Abfall zu vermeiden und ist der bes-

34

te Weg fiir nachhaltiges Hardware-Engi-
neering. Die sechs geplanten Themen
sind Sicherheitsabstdnde von Bauteilen
(Courtyards), AuBenkontur (Outline),
Restringe (Annular Rings), Sperrflachen
(Keepouts), Passermarken (Fiducials)
und Kupferflachen (Copper Fills).

Bild: Eurocircuits

B Die Registrierung der Legende ist nicht
so eng, wie die der Kupfer- oder Lotstopp-
maskenschichten, so dass sie auf der phy-
sischen Leiterplatte unordentlich und unle-
serlich aussehen wird.

M Da die Boards immer dichter werden, gibt
es nicht viel Platz fiir eine Legende. Visuel-
le Elemente verschwinden zuerst, wenn der
Platz knapp wird.

Zusammenfassend ldsst sich sagen, dass
wir ein visuelles Element nicht mit einer
DRC-fahigen Einschrankung verwenden soll-
ten. Im weiteren Verlauf des Designs werden
diese Elemente unweigerlich in Konflikt ge-
raten und dann verlieren beide ihren Zweck.
Vermeiden Sie das! Verbringen Sie die Zeit
damit, Courtyards zu definieren, wenn Sie
den Grundriss erstellen! Nutzen Sie die Vor-
teile des DRC und machen Sie die Legende
frei fiir das, wofiir sie gedacht ist.

So hilft Eurocircuits-Visualizer
beim Umgang mit Courtyards

Eurocircuits PCB-Visualizer ist ein Werk-
zeug, das Sie nutzen werden, wenn Sie eine
Leiterplatte bei uns bestellen. Das Tool hilft
sowohl Ihnen als auch uns, die Leiterplatte
gleich beim ersten Mal richtig zu fertigen.
Wie immer kénnen Sie den Visualizer zu-
ndchst als externen Betrachter verwenden,
um zu sehen, ob es irgendwelche eklatanten
Probleme gibt.

Eurocircuits Assembly-Visualizer kann die
Korrektheit der Footprints bewerten, wenn
Sie eine BOM (Stiickliste, Bill of Materials)
und CPL (Component Placement List) hoch-
laden, und wenn der Footprint in Euro-
circuits-Datenbank hinterlegt ist. Es wird
Thnen auch sagen, ob es Verletzungen der
Courtyards gibt, die uns daran hindern, das
Board zu bestiicken.

Wenn der Visualizer den Footprint eines
gewiinschten Bauteils nicht in seiner Daten-
bank hat, kann er die Korrektheit des Foot-
prints nicht {iberpriifen. Versuchen Sie in
solchen Fillen, wenn es fiir Ihr Design mog-
lich ist, Bauteile zu verwenden, die in unse-
rer Datenbank hinterlegt sind

Der Visualizer wird Sie warnen, wenn wir
die Leiterplatten nicht fertigen kénnen und
wird Thnen anzeigen, ob die Platzierung der
Komponenten den IPC-Spezifikationen fiir
Verletzungen der Courtyard entspricht.

Es ist wichtig, dass Sie sicherstellen, dass
die Courtyards sowohl fiir die Fertigungs-
moglichkeiten des Herstellers der Prototypen
als auch fiir die Moglichkeiten des Serienfer-
tigers korrekt sind, um ein Redesign zu ver-
meiden. /] JW

Eurocircuits

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021



ELEKTRONIKFERTIGUNG // AKTUELLES

POLYPHTHALAMID-WERKSTOFFE

Fiir diinnwandige Steckverbinder

BASF hat das Portfolio an Poly-
phthalamid-Werkstoffen (PPA)
um eine Ultramid-Advanced-N-
Variante erweitert. Sie eignet
sich besonders fiir Steckverbin-
der, die mittels Surface Mount
Technology (SMT) nachbearbei-
tet werden. N2U40G7 bietet eine
Balance zwischen hoher Flief3
fahigkeit, Zahigkeit und Flamm-
bestdndigkeit. Auf diese Weise
ermoglicht der Kunststoff die
Miniaturisierung von diinnwan-
digen Strukturen bei hohem
Strom- und Datendurchsatz. Auf-
grund seiner geringen Feuchtig-

LOTPASTEN

Bild: BASF SE

keitsaufnahme und seiner hohen
Warmeformbestandigkeit ist das
BASF-PPA fiir SMT-Prozesse in
der Elektronikfertigung geeig-
net, da es Blasenbildung oder
Mafidanderungen am bearbeite-
ten Bauteil verhindert. Die BASF
liefert das neue Polyamid 9T in
kundenspezifischen Farben mit
hoher Stabilitdt und leistet mit
Flammschutzkompetenz und
Material-Knowhow im SMT-
Bereich Unterstiitzung. Auf-
grund seines auflergewohnli-
chen Eigenschaftsprofils erh6ht
das neue Ultramid Advanced N
die Robustheit, Leistungsfahig-
keit und Zuverldssigkeit von
Strom- und Datensteckern in der
Unterhaltungselektronik, zum
Beispiel bei Computern, Note-
books, Smartphones sowie intel-
ligenten Haushalts- und trag-
baren Elektronikgerdten.

BASF

Weichloten von Aluminium

Die Speziallotpasten der Alusol-
SN-Reihe wurden fiir das Weich-
16ten und Verzinnen von Alumi-
nium und Aluminiumlegierun-
gen mit Reinzinn (Sn100) entwi-
ckelt und so formuliert, dass
keine gesonderte Lotzufiihrung
notwendig ist. Bei einer Verar-
beitungstemperatur von 250 °C
bis maximal 450 °C erzeugen die
Alusol-Lote saubere und stabile
Lotstellen ohne weitere Vor- und

ALUSOL-5n
Aluminium-Weichlstp
mit LSn100
BLEIFREL ZNAFEE
Kat.-Nr. 0742
Miivatnr, 15094542133 (week vd
Howss bttt 4

Var Gopbrmch
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Bild: Emil Otto

Nachbehandlung. Die Produkt-
gruppe umfasst die Pasten Alu-
sol-SN und -SN-X. Beide Pasten
miissen vor den Gebrauch gut
aufgeriihrt werden. Danach wird
die Paste mittels Pinsel o. 4. Zu-
behor appliziert. Bei iiberlap-
penden Werkstiicken sollten
auch die Uberlappungen gering-
fiigig mit der Paste eingestrichen
werden. Die Anwendungsbedin-
gung erfolgt durch Erwdrmung
im Ofen oder durch Heif3luft,
Flamme oder Kolben auf mind.
250 °C. Bedingt durch die hervor-
ragende Aktivitadt des beinhalte-
ten Flussmittels breitet sich die
Alusol-Lotpaste an den Oberfla-
chen der Werkstiicke sehr gut
aus und zieht in Létspalten und
Kavitaten einwandfrei ein. Nach
dem Lotprozess konnen die
leicht wasserldslichen Flussmit-
telriickstdnde entfernt werden.

Emil Otto
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Incircuit-, Funktions- und Boundary Scan-Test
vom Praktiker fur Praktiker

v

VAR VAR VARV

AR VARR VAR VARR VARR v/

Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan

Komplettpaket Boundary Scan-Erweiterung 6.800 € netto (Ent-
wicklungs- und Testumgebung)

Boundary Scan-Testprogramm fir typisch 200 € netto
Boundary Scan in einem Testdurchlauf mit ICT und FKT
grafische Fehlerortdarstellung, auch fiir Boundary Scan
schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogramm-
erstellung Uber Programmieroberflachen

ODBC-Schnittstelle, Flash-Programmierung, Feldbussysteme
externe Programmeinbindung, CAD-Import, QS-Management
eigene Priifadapter und automatisches Adaptererstellungssystem
héchste Zuverléssigkeit und geringe Folgekosten

vorbildlicher Service mit sofortiger Reaktion und Hotline
geringer Schulungsaufwand

REINHARDT

System- und Messelectronic GmbH
Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005

E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de
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Paggen Werkzeugtechnik feiert 30-jahriges Jubildaum

Gestartet ist der Firmengriinder
Wolfgang Paggen 1990 gemein-
sam mit seiner Frau Karin. Die
Basis der Unternehmensgriin-
dung bildete damals ein ,,Lab-

LEITERPLATTEN

Bild: Paggen Werkzeugtechnik

set“ genanntes Werkzeugpro-
gramm fiir die SMD-Reparatur
und das Prototyping. Das aus
Lotpinzetten, HeifBluftgeblase,
Dispenser und Vakuumpipetten
bestehende System wurde als
SMD-Einsteigerset sofort erfolg-
reich verkauft. Inzwischen um-
fasst das Portfolio des Experten
vielfdltige Produkte wie etwa
Bestiickungsgerdte,  Reflow-
Ofen, Létrauchabsaugungen,
Kleinwerkzeuge, Reinigungs-
und Waschanlagen, Mikroskope,
LED- und Kaltlichtbeleuchtun-
gen und Zubehor. Auflerdem

Virtueller Werksrundgang bei KSG

Die COVID-19-Hygiene- und
Schutzmafinahmen sowie einge-
schrankte Reisebedingungen
fiihrten dazu, dass Leiterplatten-
hersteller KSG 2020 Kunden
kaum Einblicke in die Fertigung
geben konnte. Es wurde nach
eine Methode gesucht, um virtu-
ell einen Einblick in die Ferti-
gung geben zu kénnen. Anfang
Dezember war es soweit und der
erste Kunde, die Firma EPSa-
Elektronik & Prézisionsbau Saal-
feld GmbH, wurde virtuell durch
die Leiterplattenfertigung ge-
fiihrt. Der Kunde sieht iiber ein

Videomeeting das Kamerabild
vom Handy, welches am Stabili-
sator ,,Gimbal“ befestigt ist. Eine
speziell dafiir erstellte Prasenta-
tion zur Orientierung auf dem
Geldnde und in den Gebauden
runden diese Vorstellung ab.
,Mit dem virtuellen Vor-Ort-
Besuch konnten unsere spezifi-
schen Fragen am entsprechen-
den Prozessschritt sofort erklart
werden®, so Christian Gegner,
Head of Procurement & Supply
Chain Management der EPSa.

KSG

gehoOren Betriebsmittel fiir das
Prototyping, die Fertigung klei-
ner und mittlerer Serien und die
Bereiche Reparatur und Rework
zu den Schwerpunkten.
»Wichtige Bausteine fiir den
Erfolg des Unternehmens waren
die tatkrdftige Unterstiitzung
meiner Frau und unsere loyalen
und engagierten Mitarbeiter®,
sagt der Firmengriinder Wolf-
gang Paggen. ,,So kiimmert sich
meine Frau seit jeher um die ad-
ministrativen und kaufmanni-
schen Aufgaben und halt mir
dadurch den Riicken frei. Zudem

SCHNELLERES REWORK

halten uns Mitarbeiter schon seit
vielen Jahren die Treue und tra-
gen somit mafigeblich zu einer
idealen Kunden-Lieferantenbin-
dung bei. Unser Vertriebsteam,
das wir in den letzten Jahren ver-
doppeln konnten, steht Kunden
indessen mit fachlicher Kompe-
tenz und personlicher Beratung
zur Seite.“ Mit der 2014 in das
Familienunternehmen eingestie-
genen Tochter Sandra steht in-
zwischen die nachste Generation
in den Startlochern.

Paggen Werkzeugtechnik

Druckschablonen inhouse fertigen

Héaufig beauftragten Kunden den
EMS-Dienstleister und Rework-
Spezialisten Kraus Hardware mit
dem Rework bei sehr komplexen
Bauteile-Struktur. Bei den dazu
einzusetzenden Druck-Schablo-
nen sind hdufig verschiedene
und auch zeitaufwendige Evalu-
ierungsrunden notwendig. ,,Um
Zeit und Geld zu sparen, haben
wir uns entschieden diese Scha-
blonen im eigenen Haus zu ferti-
gen und nutzen dazu ein Faser-
Laser-System®, berichtet der ge-
schiftsfiihrende Gesellschafter
Andreas Kraus. Diese Schablo-

nen werden bei Kraus speziell
beim Rework oder bei der Nach-
bestiickung von Bauteilen ver-
wendet. Denn bei diesen haufig
komplexen Einzelkomponenten
lasst sich oftmals nicht von vorn-
herein jedes Detail und jede
Unwagbarkeit erkennen, damit
nicht zu viel oder zu wenig Lot
aufzutragen ist, um das perfekte
Lotergebnis zu erzielen. Und bei
jeder Neufertigung und Uberar-
beitung wird durch die Inhouse
Fertigung Zeit gespart.

Kraus Hardware

Sie fliegen auf
Elektronikdienstleistung

in der Medizintechnik?
o

% :

Wir landen Ihre Produkte seriensicher im Markt.

[SMT]

ELEKTRONIK

Komplexe Produktelektronik - seriensicher realisiert. www.smt-elektronik.de
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RONTGENINSPEKTION

Baugruppen bis 1600 mm priifen

Das System iX7059 PCB Inspec-
tion XL von Viscom eignet sich
fiir den Einsatz in Fertigungslini-
en, die Flachbaugruppen, LEDs
und auch Leistungshalbleiter fiir
E-Mobilitdit oder Hochspan-
nungs-/Gleichspannungs-Uber-
tragungstechnik produzieren
und eine hundertprozentige
Qualitatskontrolle bendtigen.
Fiir eine Nullfehlerstrategie ist
eine liickenlose und prazise
Fehlerdetektion bei héchstem
Durchsatz durch die 3D-Inline-
Rontgeninspektion der iX7059-
Generation gewdhrleistet. Das
Herzstiick stellt eine Mikrofokus-
Rontgenrohre dar, die zersto-
rungsfrei und mit hoher Durch-
strahlung dicke, sehr dichte und
zweiseitig bestiickte Baugrup-
pen umfassend inline priift, so-
dass auch verdeckte Lotstellen
bei starken Abschattungen
detektiert werden. Die geschlos-
sene 130-kV-Rohre, optional
kann auch eine 160-kV-Rohre

RONTGENINSPEKTION

Bild: Viscom

eingesetzt werden, ist wartungs-
frei. Der Inspektionsumfang
deckt eine intelligente Voidver-
messung hinsichtlich Anzahl,
Grof3e und anteiliger Flache so-
wie eine vollstandige Lotstellen-
inspektion von bedrahteten Bau-
teilen und auch bei Multi-Layer-
Boards ab, was sehr relevant fiir
Hybrid Power Module, Chip-
Layer und Substrate-Layer ist.

Viscom

CT mit langerer Betriebszeit

Nikon Metrology stellt ein
225-kV-Mikrofokus-Rontgen-CT-
System vor. Das XT H 225 ST 2x
verfiigt iiber zwei Merkmale, die
laut Hersteller kein anderes
industrielles CT-System bietet.
Eines ist das Rotating.Target 2.0,
das dank effizienterer Kiihlung
eine dreimal kleinere Brenn-
fleckgrof3e und somit scharfere
Bildgebung ermdoglicht. Das an-
dere, ,,Half.Turn CT“, ist eine
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neuartige Methode, durch die
der Winkel, in dem ein Priifob-
jekt wahrend des Rontgenzyklus
gedreht wird, nahezu halbiert
und der Prozess ohne Verlust der
Bildqualitat beschleunigt wird.

Das System eignet sich fiir An-
wendungen vom Museumslabor
iiber die akademische Forschung
bis hin zur F & E und Fertigung.
Der wesentliche Vorteil der Ront-
gen-CT ist, dass ein Priifobjekt
sowohl von auflen als auch von
innen zerstérungsfrei untersucht
und vermessen werden kann.
Das XT H 225 ST 2x wurde meh-
reren Tausend Stunden strengs-
ten Tests unterzogen und bietet
die Moglichkeit priifobjekt-spe-
zifischer Anpassung. Eine Local.
Calibration ermdglicht eine wie-
derholgenaue und automatisier-
te Kalibrierung der Voxelgrof3e
an jeder CT-Scanposition.

Nikon Metrology
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Kabelkonfektionierung und
Wireless-Lésungen aus einer Hand

Mehr als 30 Jahre Erfahrung

| LVDS Mikro-Koaxialkabelkonfektionen

2
Kundenspezifische Losungen

www.wanshih.com.tw

Kabelkonfektionen & Wireless

www.vogel-fachbuch.de
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34,80€
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Automatisierungsgrad erhohen:
Vor- und Nachteile der THR-Technik

DR. CHRISTOPH BUDELMANN *

THR-Technik: Sind THR-Bauteile das Allheilmittel fiir die automatisierte Fertigung?

us Kosten- und Qualitatsgriinden
Averzichtet man immer mehr auf ma-

nuelle Tatigkeiten in der Elektronik-
fertigung. Trotzdem werden THT-Bauteile
auch heute noch manuell gesetzt und an-
schlief3end selektiv- oder wellengel6tet. Aus
mechanischen Griinden kann insbesondere
bei Steckverbindern aber haufig nicht auf die
sehr stabile Durchkontaktierung verzichtet
werden — was kdnnen Sie also tun?

Through-Hole-Reflow-Bauteile:
Prinzip und Eigenschaften

Eine Losung versprechen Through-Hole-
Reflow-Bauteile: Sie werden oftmals mit
Bestiickungshilfen in Tape-and-Reel-Verpa-

*Dr. Christoph Budelmann

.. ist Geschdftsfiihrer bei Budelmann
Elektronik in Miinster und Lehrbeauf-
tragter fiir industrielle Elektronikferti-
gung an der Hochschule Rhein-Waal.
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ckungen ausgeliefert und lassen sich so di-
rekt mit dem Bestiickungsautomaten setzen.

Sie bestehen aus hochtemperaturfestem
Kunststoff, der die 260 °C im Reflow-Ofen
unbe-schadet iibersteht. IThre Lotstifte sind
hadufig um etwa ein Drittel reduziert, damit
sie die vor-her im Schablonendruck aufge-
brachte Lotpaste nicht zu tief aus der Durch-
kontaktierung herausdriicken (Pin-in-Paste).
Beim Reflow-Léten schmilzt die Létpaste auf
und zieht sich durch den Kapillareffekt in die
Durchkontaktierung — das Ergebnis ist eine
in Sachen Stabili-tat zu den klassischen THT-
Bauteilen dquivalente Verbindung ohne han-
dische Bestiickung und zusatzlichen Selek-
tiv- oder Wellenl6t-Prozess.

Mochten Sie THR-Bauteile verwenden,
miissen Sie bei Baugruppen, bei denen frii-
her THT-Bauteile zum Einsatz kamen, unter
Umstanden das Design anpassen: Die Durch-
messer der Durchkontaktierungen sollten in
der Regel nur ca. 0,2 mm gréf3er sein als der

Bild: Markus Biirger / Budelmann

zu verlotende Stiftdurchmesser — genaue
Angaben zur optimalen Geometrie finden
sich in den Datenblét-tern der THR-Bauteile.
Auch die Leiterplattenstdarke miissen Sie
beachten: Die meisten THR-Bauteile besitzen
etwa 2 mm lange Lotstifte und sind damit fiir
1,5 bis 1,6 mm starke Leiterplatten gedacht.
Mehr als 0,5 mm sollten die Lotstifte nicht
iiberstehen, da sonst die Gefahr des Heraus-
driickens der L6tpaste zu grof3 wird.

Sind THR-Bauteile das
Allheilmittel?

Die Vorteile der THR-Bauteile liegen auf
der Hand, vereinen sie doch das Beste aus
zwei Welten: Die Stabilitdt von THT-Bau-
teilen und das automatisierte Bestiicken
und das Reflow-Léten von SMT-Bauteilen.
Neben der eingeschrankten Leiterplatten-
stirke gibt es aber weitere Einschrankungen:
Die Bestiickungshilfen und die Tape-and-
Reel-Verpackung sowie das hochtempera-
turfeste Material machen die THR-Bauteile
in der Regel etwas teurer als nor-male THT-
Varianten.

Die Bestiickungshilfe miissen Sie spéater
im Prozess wieder entfernen, was Sie haufig
wieder manuell tun miissen. Da Sie gleich-
zeitig die manuelle Bestiickung und den
THT-Lotprozess einsparen, sollten Sie hier
die Gesamtkosten betrachten. Generell loh-
nen sich THR-Bauteile am ehesten, wenn es
nur wenige THT-Bauteile auf der Baugruppe
gibt, die vollstandig durch THR-Bauteile sub-
stituiert werden kdnnen.

Das Angebot an THR-Bauteilen nimmt kon-
tinuierlich zu und so gibt es inzwischen nicht
nur einfache Stiftleisten und Wire-To-Board-
Steckverbinder, sondern beispielsweise auch
RJ45-Steckverbinder mit integrierten Uber-
tragern und LEDs oder USB-3.1.-Steckverbin-
der in un-terschiedlichen Bauformen.

Wer tiefer in die Materie einsteigen will,
findet in der IEC 61760-3 (“Surface mounting
technology — Part 3: Standard method for the
specification of components for through
hole reflow (THR) soldering”) viele wertvolle
Informationen. // KR

Budelmann Elektronik
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Wie loT, 5G und KI Strategien
im Rechenzentrum verandern

Durch 5G, loT und Kl wachsen die Datenmengen in Rechenzentren.
Dazu kommen Echtzeit-Analysen rund um Predictive Maintenance.
Glasfaserverkabelung und Edge-Konzepte kénnen dies meistern.

HARALD JUNGBACK *

RZ-Verkabelung: Stark wachsende Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen und Echtzeit-Analysen rund um Ki-Algorithmen oder Predictive Maintenance,
so lauten die Herausforderungen fiir Betreiber von Rechenzentren. Schnellere Glasfaserverkabelung und intelligente Edge-Konzepte helfen dabei, diese flexibel
zu bewdltigen.

uf die Betreiber von Rechenzentren
Akommen mit Technologien wie 5G,

IoT (Internet of Things) und Kiinstli-
cher Intelligenz neue Anforderungen zu.
Dazu gehoren stark wachsende Datenmen-
gen aus unterschiedlichen Quellen und
Echtzeit-Analysen rund um KI-Algorithmen
oder Predictive Maintenance. Schnellere
Glasfaserverkabelung und intelligente Edge-
Konzepte helfen dabei, diese Herausforde-
rungen flexibel zu bewiltigen.

Schon seit einiger Zeit befindet sich die
Rechenzentrums-Landschaft im Wandel. Der
Trend zum Cloud Computing hat dafiir ge-
sorgt, dass zunehmend mehr Enterprise
Datacenter aufgegeben werden. Stattdessen
verlagern immer mehr Unternehmen
Workloads in die Cloud oder setzen ganz auf
Cloud-First-Strategien.

Die Anspriiche an Enterprise-Rechenzen-
tren, aber auch an die grof3en Datacenter der
Cloud-Anbieter, steigen derweil bestandig.

* Harald Jungback

.. ist Produktmanager fiir Rechen-
zentrums-Verkabelungssysteme bei
Rosenberger OS! in Augsburg.
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Studien zeigen, dass mehr als 90 Prozent der
CIOs Antwort- und Download-Zeiten verkiir-
zen wollen. Solche Anforderungen lassen
sich nicht mehr ohne hochperformante,
strukturierte und echtzeitfahige Glasfaser-
netze abbilden.

So erfolgte die Standardisierung der neuen
Ethernet-Norm 400GBASE fiir Ubertragungs-
raten von 400 GBit/s ausschlief3lich fiir Glas-
faserkabel. Mit dem hoheren Anspruch an
die Geschwindigkeit riicken Parallelisie-
rungstechnologien in den Vordergrund: Der
serielle ,lane speed” bei Multimode-Trans-
ceivern liegt aktuell bei maximal 50 GBit/s.
Bis zu 400 GBit/s sind also ohne Parallelisie-
rung nicht moéglich. Zudem muss auch die
restliche passive Datenverkabelungs-Infra-
struktur mithalten.

Singlemode-Fasern gehort die
Zukunft

Ein weiterer limitierender Faktor sind die
Langenbegrenzungen der gidngigen Proto-
kolle bei Multimode-Fasern auf maximal
einhundert Meter. Getrieben durch die Mega-
Datacenter der grof3en Cloud-Provider geht
die Entwicklung derzeit hin zu Singlemode-

Fasern, die auch zukiinftige Datenraten und
Reichweiten unterstiitzen. Die bisher noch
deutlich teureren Singlemode-Transceiver
konnten sich in den ndchsten Jahren preis-
lich angleichen. Ihre Silizium-Photonik-
Technologie ermoglicht eine kostengiinstige
Herstellung.

Sensoren, Edge-Devices und Weareables
im Internet of Things (IoT) erzeugen zu-
nehmend grofle Datenstrome. Das massive
Datenaufkommen bringt in traditionellen
Rechenzentrums-Umgebungen haufig verzo-
gerte Reaktionszeiten mit sich. Oft wird auf
Informationen aus unterschiedlichen, auch
mobilen Quellen zugegriffen, die von den
zentralen Knoten geografisch zu weit ent-
fernt sind, um ausreichende Latenzzeiten zu
gewdhrleisten.

Im Umfeld von Industrie 4.0 werden des-
halb immer haufiger die Datenerfassung und
Datenanalyse direkt im Edge-Computing
erledigt: Die anfallenden Daten aus Maschi-
nen und Sensoren bleiben dabei (datensi-
cherheitsvertrdglich) in der Fabrik, Server-
Container und Micro-Rechenzentren vor Ort
gehoren mittlerweile zum Alltag. Aus den
erheblichen Datenvolumen werden nur die
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ethernet alliance

Bild 1: Ethernet-Roadmap - Die Standardisierung der neuen Ethernet-Norm 400GBASE fiir Ubertragungs-
raten von 400 GBit/s erfolgt ausschlieflich fiir Glasfaserkabel.

Informationen gefiltert in die Cloud weiter-
gegeben, die fiir Geschiftsprozesse wirklich
notwendig sind.

Der Trend der Zukunft
geht zur Edge

Diese Entwicklung hin zur Edge wird sich
beim automatisierten und autonomen Fah-
ren fortsetzen: Der Weg iiber das Cloud-Re-
chenzentrum ist vielfach zu lang und zeitin-
tensiv. Stattdessen werden das Fahrzeug als
Edge-Device und Rechenkapazitat in der
Straeninfrastruktur — zum Beispiel intelli-
gente Ampeln — an Bedeutung gewinnen.

Viel Compute-Power wandert also aus dem
Rechenzentrum heraus und etabliert sich vor
Ort am Entstehungsort der Daten. Hochge-
schwindigkeits-Ethernet-Verbindungen er-
moglichen eine Minimierung der Latenzzei-
ten und die Datenverarbeitung in Echtzeit in

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

der intelligenten Fabrik. Beim Einbinden von
Edge-Losungen in unternehmensindividuel-
le Szenarien helfen Datenverkabelungsspe-
zialisten.

In derartigen rauen Umgebungen sind zu-
dem besonders robust ausgelegte Steckver-
bindungen gefragt. Teil von ganzheitlichen
LWL-Verkabelungslosungen konnen deshalb
auch Linsensteckverbinder sein, die die Glas-
fasernutzung auch unter rauen, schmutzbe-
lasteten, industriellen Bedingungen mit
unterschiedlichen Temperaturen oder Er-
schiitterungen ermdglichen.

5G-Geschwindigkeit muss auch
im RZ Bestand haben

In beiden Bereichen — sowohl Industrie 4.0
als auch beim autonomen Fahren — kdnnte
die Verbreitung des neuen 5G-Mobilfunk-
standards in den nachsten Jahren einen

Bild 2: Glasfaser-Steck-
verbinder Sedecim
MTP 16APC von
Rosenberger OSI.
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Bild 3: Tranceiver-Direktverbindung — Die Datenverkabelung wird sich auch weiterhin an den Transceivern ausrichten.

Schub nach vorn bringen. Die niedrigen La-
tenzzeiten von wenigen Millisekunden bei
5G eignen sich erstmals selbst fiir harte Echt-
zeitanwendungen.

Die spezifizierte Latenzzeit von 5G hat
auch im Datacenter Auswirkungen, denn die
Latenz muss auch nach Eintritt ins Rechen-
zentrum gehalten werden — das geht jedoch
nur mit moderner Hardware und entspre-
chend ausgelegten Glasfaserkabeln. Wah-
rend auflerhalb des Rechenzentrums Small-
Cell-Mobilfunkantennen die Daten senden,
muss entsprechend Glasfaser ins Rechenzen-
trum fiihren, das wiederum ein schnelles
LWL-Verkabelungssystem nutzt.

Kiinstliche Intelligenz erh6ht
Datenvolumina weiter

Auch der zunehmende Fokus auf Data
Analytics fiir Big Data und KI-Algorithmen
(Kiinstliche Intelligenz) wirken sich auf die
Infrastruktur von Rechenzentren aus. Spezi-
ell bei KI-Anwendungen rund um Bilderken-
nung aus Foto und Videostream ist der Spei-
cher- und Rechenbedarf erheblich. Der Trend
geht hin zur geclusterten Rechen-Perfor-
mance und immer rechenstarkerer Hard-
ware, Supercomputer sind auf dem Vor-
marsch.

Bei der schnellen Kommunikation zwi-
schen den Servern in Rechenverbiinden
kommt es entscheidend auf leistungsstarke

Datenverkabelung an. Je besser und verbrei-
teter KI-Algorithmen werden, desto mehr
steigt der Bedarf an Rechenpower.

Verkabelung: Adaptierbar an
Zukunftstechnologien

Obwohl bei den Kosten fiir neue Rechen-
zentren nur rund zwei bis vier Prozent auf
die Datenverkabelung entfallen, steht und
fallt die Verfiigharkeit mit der Qualitat der
Dateniibertragung. Die Erfahrung der letzten
drei Jahrzehnte zeigt, dass etwa die Halfte
aller Ausfille im Rechenzentrum durch die
unzureichende Qualitédt der Verbindungs-
technik bedingt ist.

Je hoher die Anforderungen an das Data-
center, desto wichtiger wird zudem eine an-
wendungsneutrale und zukunftsorientierte
Datenverkabelung, die héheren Geschwin-
digkeiten gerecht und flexibel an zukiinftige
Protokolle und Steckverbindungen ange-
passt werden kann.

Die Datenverkabelung wird sich wie in der
Vergangenheit auch weiterhin an den Trans-
ceivern ausrichten. Hier lohnt es erfahrungs-
gemaf3, sich an den ,,Multi Source Agree-
ment“-(MSA)-Arbeitsgruppen im Silicon
Valley zu orientieren. Als ndchste Multi-
mode-Etappe auf den in der Ethernet Road-
map bildlich dargestellten ,,Terrabit Moun-
tain“ ist 400 GBASE-SRS als erfolgreichste
der diversen 400-G-Applikationen bewertet.

Auch das Thema Security bleibt eine Her-
ausforderung, auf die Betreiber von Rechen-
zentren Antworten finden miissen. Insheson-
dere biegeunempfindliche Glasfaser erweist
sich als widerstandsfdhiger gegeniiber auf
Biegekopplung basierender Abho6rtechnik.

Security bleibt entscheidendes
Thema

Um jedoch Cyberangriffe oder -Spionage
auszuschlief3en, ist neben umfassender Ver-
schliisselung ein kontinuierliches Leistungs-
monitoring der Netze nétig. Eine Entlastung
kann Security as a Service (Managed Securi-
ty) bieten. Dabei werden aufwendige Moni-
toring- und Priaventionsaufgaben ausgelagert
und auf das Sicherheitswissen im SOC (Se-
curity Operations Center) eines spezialisier-
ten Anbieters zugegriffen.

Fazit: Auf die Betreiber von Rechenzentren
kommen mit Technologien wie 5G, IoT (In-
ternet of Things) und Kiinstlicher Intelligenz
neue Anforderungen zu. Dazu gehoren stark
wachsende Datenmengen aus unterschied-
lichsten Quellen und Echtzeit-Analysen rund
um KI-Algorithmen oder Predictive Mainte-
nance. Schnellere Glasfaserverkabelung und
intelligente Edge-Konzepte helfen dabei,
diese Herausforderungen flexibel zu bewal-
tigen. // KR

Rosenberger OSI

Bild: Rosenberger OSI
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AnschlieBen im
Handumdrehen

Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Phoenix Contact bringt neuen Komfort in den Leiteranschluss. Leiterplattenklemmen
und -Steckverbinder der durchgingigen Serien LPT und LPC verbinden die hohe Bedien-
freundlichkeit der Hebelbetitigung mit dem zuverldssigen Push-in-Federkraftanschluss.
So schlieBen Sie Leiter mit Querschnitten bis 16 mm?2 schnell und intuitiv wie nie an.

Mehr Informationen unter phoenixcontact.com/SNAP

@O0TTN@OC@O0T N [Ueonaa®c
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Kontakte: Welche Beschichtung
passt fiir welche Anwendung?

Die Beschichtung der Kontakte spielt fiir die sichere Anwendung
eine majfgebliche Rolle. Am Beispiel von Leiterplatten-Steckverbindern
erldutern wir die verschiedenen Varianten und Auswahlkriterien.

ie Auswahl der passenden Kontakt-
D beschichtung bei Leiterkartensteck-
verbindern klingt zundchst trivial.
Jedoch miissen Sie dabei zahlreiche Aspekte

beachten. Denn nicht jede Kontaktbeschich-
tung ist gleichermafien geeignet fiir die un-

* Stefan Suchan

... ist als Konstruktions- und Entwick-
lungsingenieur von Steckverbindern
bei Fischer Elektronik in Liidenscheid
tatig.

STEFAN SUCHAN *

terschiedlichen Einsatzfdlle. Neben der Aus-
wahl der Beschichtung am Kontaktiibergang
sind die Schichtstarken und Legierungen der
weiteren Kontaktbeschichtungen wichtig.
Gerade bei messtechnischen Anwendun-
gen diirfen keine Standard-Nickellegierun-
gen als Sperrschicht zwischen dem unedlen
Kontaktwerkstoff und der meist edlen Kon-
taktbeschichtung vorhanden sein. Nickel als
ferromagnetisches Element wiirde die elek-
tromagnetischen Felder wahrend der Mes-
sung stéren und somit die Messergebnisse

verfilschen. Dies kann vermieden werden,
wenn die Nickellegierung einen erhéhten
Phosphoranteil enthalt.

Unterschiede zwischen den
Kontaktbeschichtungen

Die am haufigsten verwendeten Kontakt-
beschichtungen sind Gold, Silber und Zinn.
Diese haben sich im Laufe der Zeit etabliert,
da sie neben einer guten elektrischen Leitfa-
higkeit auch iiber gute bis sehr gute Lotei-
genschaften verfiigen. Fiir Anwendungen im

Kontaktbeschichtung bei Stiftleisten: Bei der Auswahl der Leiterplattensteckverbinder ist die richtige Beschichtung essentiell. Die Werkstoffe, der Aufbau und die
Schichtdicke miissen an die Anwendungen und die Steckzyklen angepasst sein.
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KONTAKTE

Bild 1: Varianten unterschiedlicher Kontaktbeschichtungen bei Buchsenleisten.

Niedrigpreis-Sektor haben sich als Beschich-
tungsmaterialien Zinn und Flash-Gold eta-
bliert. Zinn ist deutlich kostengiinstiger als
Silber oder Gold und besitzt auf3erdem sehr
gute Loteigenschaften.

Flash-Gold bezeichnet eine Goldauflage
von 0,1 pm, welche fast ausschliefilich dem
Korrosionsschutz des Kontaktmaterials
dient. Als Kontaktmaterialien werden Kup-
ferlegierungen wie Messing (CuZn), Bronze
(CuSn) oder auch Berylliumkupfer (CuBe)
verwendet. Diese Materialien besitzen neben
der guten elektrischen Leitfahigkeit gute me-
chanische Eigenschaften.

Zusitzlich zur Beschichtung wird in den
meisten Fallen eine Nickelschicht zwischen
dem Kontaktwerkstoff und der Beschichtung
aufgetragen. Diese Nickelschicht dient als
Diffusionssperrschicht zwischen der meist
edlen Kontaktbeschichtung und dem un-
edlen Kontaktwerkstoff. Ohne diese Nickel-
sperrschicht wiirde die edle Kontaktbe-
schichtung von der Kontaktoberflache in den
Kontaktwerkstoff hineindiffundieren.

Dadurch wiirde sich im Laufe der Zeit eine
Korrosionsschicht auf der Kontaktoberflache
bilden. Durch diese Korrosionsschicht er-
hoht sich der Kontaktiibergangswiderstand
massiv und es entstehen in den meisten Fal-
len Probleme bei der Signal- und Stromiiber-
tragung. Ein weiterer Vorteil der Nickelsperr-
schicht liegt der geringeren Whiskerneigung
verzinnter Kontakte, sowohl nach dem
Einpressen der Kontaktstifte als auch nach
einigen Steckzyklen.

Galvanotechnisch beschichtete
Kontakte

Neben dem stromlosen chemischen Auf-
bringen der Kontaktbeschichtungen wird in
den meisten Fillen fiir das Beschichten der

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

Kontakte ein galvanotechnisches Verfahren
verwendet. Bei den galvanotechnischen Ver-
fahren unterscheidet man zwischen einer
Trommelgalvanik und einer Bandgalvanik.

Eine Galvanik-Anlage besteht aus Anode,
Kathode, Gleichstromquelle, Elektrolytfliis-
sigkeit und Behdlter. Sowohl die Elektroden
(Anode, Kathode) als auch die Elektrolytfliis-
sigkeit befinden sich in dem Galvanikbehdl-
ter. An die Anoden, die bei der Verzinnung
aus lslichen Zinnplatten bestehen und bei
der Vergoldung aus bestdandigen Titanplat-
ten, wird der positive Anschluss der Gleich-
stromquelle angeschlossen. An der Kathode,
die mit dem Werkstiick verbunden ist, wird
der negative Pol der Gleichstromquelle an-
geschlossen.

Bei Einschalten des Stroms werden Elek-
tronen in die Kathode gepumpt. Die Kathode
gibt Elektronen an die Elektrolytfliissigkeit
ab. In dieser Fliissigkeit verbinden sich die
Elektronen mit den positiv geladenen Metall-
ionen des Elektrolysebades. Damit schlief3t
die Ionenleitung den Stromkreis zur Anode.

Aufgrund des geschlossenen Stromkreises
werden die Elektronen der Anode, in diesem
Fall Zinn oder Nickel, zur Kathode (Werk-
stoff) transportiert und lagern sich auf der
Kathode ab. Die Schichtstarke wird durch die
anliegende Stromstarke und die Zeit, in der
der Strom flief3t, bestimmt.

Neben der Bandgalvanik wird bei losen
Kontakten haufig auf eine Trommelgalvanik
zuriickgegriffen. Dabei werden die zu be-
schichtenden Kontakte in eine Trommel ge-
schiittet und mit Elektrolytfliissigkeit geflu-
tet. Das Prinzip der Beschichtung ist iden-
tisch, jedoch ist die Kathode ein isoliertes
Kupferkabel mit vergoldeter Messingspitze,
welches eine permanente Verbindung mit
den Stift- oder Buchsenkontakten herstellt.
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Desinfizieren mit Licht

Uberzeugen Sie mit dem perfekten Hygiene-
konzept — Tourismus, Gastronomie und Hotellerie
haben Vertrauen verdient.

Das Hygienemodul desinfiziert alle Oberfléichen
schnell, sicher und effizient:

e UV-C Strahlung entfernt 99,99% aller Keime

* Keine Chemie, keine manuelle Reinigung

e Schnell und einfach: transportables Gerdat

e 360° Desinfektion durch Vollverspiegelung
ODM-Power:

*  Mikrobiologische Validierung Fraunhofer IVV

e EMV-Test und CE-Konformitat

d Lacon unterstitzt mit
jeder Anfrage das
Crowdfunding|Projekt
+Spotlight on da-
hoam” der Initiative

Lacon Electronic GmbH
Hertzstrafle 2
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Bild 2:
Unterschiedlich
beschichtete Stift- und
Buchsenleisten.
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So wird lhr

Zusatzlich zur kompletten Beschichtung
der Kontakte mit Zinn oder Gold gibt es eine
Mischung aus beiden, das Selektiv-Vergol-
den. Dabei wird der Steckbereich in einer
Bandgalvanik vergoldet und anschlieflend
der Lotbereich verzinnt. Dieses Verfahren
reduziert bzw. erspart den kostenintensive
Goldauftrag, da das Gold nur auf den Kon-
taktsteckbereich aufgebracht wird.

Steckzyklen bei Stift- und
Buchsenkontakten

Je nach Hersteller variieren die Angaben
zu den entsprechenden Steckzyklen der Stift-
und Buchsenkontakte. Die wenigsten Steck-
zyklen werden mit einer Standard Zinnbe-
schichtung von 4 bis 6 pm erreicht. Die Her-
steller empfehlen hier unter zehn Steck-
zyklen zu bleiben, da Zinn ein sehr weiches
Material ist und bereits bei ca. zehn Steckzy-
klen die Zinnschicht so weit aufgerieben ist,
dass die Nickelsperrschicht sichtbar ist.

Bei Flash-Gold liegt die empfohlene An-
zahl der Steckzyklen ebenfalls bei ca. zehn,
da die Goldschichtdicke mit 0,1 pm sehr ge-
ring ist. Sobald eine Goldschicht von 0,2 pm
auf die Nickelsperrschicht aufgetragen wird,
werden bis zu 50 Steckzyklen erreicht, ohne
. dass der Anwender mit einer Erh6hung des

T I i Kontaktiibergangswiderstandes rechnen
o e muss.

Eine Gliederung bzw. Unterteilung der
einzelnen Steckzyklen in Giiteklassen wird
lediglich bei D-Sub Steckverbindern vorge-

. nommen. Die Gliederung ist dabei in drei
53 HAUS Giiteklassen aufgeteilt. In der Giiteklasse 3

ELEKTRONIK =
BRAXIS atlantik werden mindestens 50 Steckzyklen garan-
elektronik
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tiert. Bei der Giiteklasse 2 werden schon min-
destens 200 Steckzyklen erreicht und in der
Giiteklasse 1 sind mindestens 500 Steck-
zyklen von den Herstellern vorgegeben.

Um die einzelnen Giiteklassen zu errei-
chen, ist eine nicht unerheblich dicke Gold-
beschichtung notwendig. 50 Steckzyklen
werden mit einer Gold-Schichtdicke von
mindestens 0,2 pm Gold bewaltigt. Fiir 200
bzw. 500 Steckzyklen ist eine 0,5 respektive
0,8 pm dicke Goldbeschichtung auf den Stift-
und Buchsenkontakten der D-Sub Steckver-
binder notwendig.

Fazit: Zusammenfassend lasst sich festhal-
ten, dass Sie bei der Auswahl der passenden
Kontaktbeschichtung bewusst zwischen der
O0konomischen und technischen Seite der
jeweiligen Applikation abwagen miissen. So
konnen Sie beispielsweise bei kostenkriti-
schen Projekten mit geringen Steckzyklen
ausschliefllich auf verzinnte oder mit Flash-
Gold iiberzogene Kontakte zuriickgreifen.

Sobald die Applikation iiber einen ldnge-
ren Zeitraum genutzt oder fiir mehr als zehn
Steckzyklen spezifiziert ist, kommen Sie
nicht umhin, einen vollstdndig vergoldeten
Kontakt mit einer Goldauflage von mindes-
tens 0,2 pm zu verwenden.

Des Weiteren sollten Sie gerade bei mess-
technischen Anwendungen darauf achten,
dass fiir die Nickelsperrschicht keine Stan-
dard Nickellegierung verwendet wird, damit
es durch die ferromagnetischen Eigenschaf-
ten des Nickels nicht zu verfalschten Mess-
ergebnissen kommt. // KR

Fischer Elektronik
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BACKSHELLS

Vollstandig geschirmte Kabel-zu-Board-Verbindungen

Um umfassenden Storschutz in
horizontaler und vertikaler Rich-
tung zu gewdhrleisten, hat
Harwin sein Angebot an Metall-
Backshells fiir die Abschirmung
erweitert. Ab sofort stehen
Backshells fiir die horizontalen
Steckverbinder Datamate J-Tek
bereit, die die immer haufiger
eingesetzten rechtwinkligen
Ausrichtungen dieser Verbin-
dungen beriicksichtigen. Diese
Backshells passen direkt zu den
Metall-Backshells fiir die Data-
mate-Kabelbuchsen. Mit den
Datamate-Backshells ldsst sich

LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

MicroSpeed: Neu

Erni erweitert seine MicroSpeed-
Produktfamilie um Signalsteck-
verbinder mit den Polzahlen 26,
32 und 44, zudem kommen im
Stromversorgungsbereich unge-
schirmte Leistungssteckverbin-
der hinzu. Neben der kleinen

ES
m: THE CONNECTOR

Bild: Ern
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eine vollstdandig geschirmte Ver-
bindung (EMV und HF) fiir hori-
zontale Kabelverbindungen zur
Leiterplatte herstellen. Sie er-
gdnzen die Produkte zur Abschir-
mung senkrechter Kabelverbin-
dungen zur Leiterplatte. Eine

Baugrofie punkten die Steckver-
binder durch eine hohe Vibrati-
onsbestandigkeit, gute Verar-
beitbarkeit und Robustheit.
Ubertragungsraten reichen bis
25 GBit/s. Anwendungen finden
sich in der Daten- und Telekom-
munikation, Anwendungen der
Medizintechnik und Indust-
rieautomation. Betriebstempera-
turen rangieren von -55 bis
125 °C. Die ungeschirmten Leis-
tungssteckverbinder mit bis zu
44 Kontakten (1- bzw. 2-reihig)
erlauben das Design einer kos-
teneffizienten und kompakten

MANCHE VERBINDUNGEN

SIND EINFACH DICHTER,

ALS SIE SICH

VORSTELLEN KONNEN.

Vool | He
\.\ll‘ =%

JST

Lumberg B

é WeiPU

Bild: Harwin
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vollstandige Abschirmung ist
gewdhrleistet, wenn sie zusam-
men mit einer Masseebene ver-
wendet werden.

Die horizontalen Backshells
werden nicht am Steckverbinder
befestigt, sondern iiber ihm plat-
ziert und dann unabhingig da-
von an der Leiterplatte montiert.
Damit ldsst sich die Abschir-
mung erst viel spater in das De-
sign miteinbeziehen — was vor-
teilhaft ist, wenn im weiteren
Verlauf der Entwicklung zusatz-
liche EMI-Probleme auftreten.
Sie eignen sich fiir die Montage

Stromversorgung bis 15 A mit
hoher Stromtragfahigkeit und
hoheren Betriebsspannungen
durch variable Kontaktabstdnde
und selektive Bestiickung. Somit
konnen die Steckverbinder nun
in Anwendungen eingesetzt wer-
den, wo bislang andere bzw. gro-
Bere Steckverbinder zum Einsatz
kamen.

Die SMT-Koplanaritét ist zu
100 Prozent garantiert und bei
allen Kontakten mit weniger als
0,10 mm spezifiziert. Somit eig-
nen sie sich fiir die vollautoma-
tische SMT-Bestiickung.

an durchkontaktierten oder
SMD-Endstiicken/Anschliissen,
und es lassen sich interne
oder auf dem Board montierte
Buchsenschrauben spezifizie-
ren. Solange ausreichend Platz
fiir sie vorhanden ist, kénnen die
Backshells zu vorhandenen Lei-
terplattendesigns hinzugefiigt
oder in bereits eingesetzte Gera-
te nachgeriistet werden.

Einsatzgebiete finden sich in
der Avionik, Robotik und Satel-
litentechnik.

Harwin

e Signalvarianten und Leistungssteckverbinder

Die Signal-Steckverbinder
kommen mit doppelseitigen Fe-
derkontakte mit einer breiten
Oberfliache und einer effektiven
Ubersteck-Lange von 1,5 mm. Ein
Fangbereich von 0,85 mm (Blind-
Mate-Version) im Raster 1,00 mm
gewdhrleistet ein sicheres und
zuverldssiges Stecken mit hoher
Kontaktsicherheit. Die Steckver-
binder unterstiitzen die benut-
zerfreundliche Integration in
IoT- und schwer zugidnglichen
Automatisierungsgeraten.

Erni

IMS 555

A
ZIRISO | A8
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Das breite Anwendungsspektrum
einer Folientastatur

Folientastaturen gehdren zu den kostengiinstigsten Eingabesystemen.
Die Tastaturen miissen sowohl dicht als auch bestdndig sein.
Eine veredelte und bedruckte Oberfliche rundet die Tastatur ab.

der Mensch-Maschinen-Kommunika-
tion. Von ihrer Qualitdt und Funktio-
nalitdt hangt maf3geblich der Erfolg der An-
wendung ab. Auf die unterschiedlichsten
Ausfiihrungen in Form, Farbe, Haptik und
Funktionsweise hat sich der Hersteller
Kundisch spezialisiert. Gegriindet wurde das
Unternehmen im Jahr 1979 am Standort in
Villingen-Schwenningen und gehort zur
Phoenix Mecano Gruppe.
Bereits in den frithen 1980er Jahren hat
sich Kundisch auf kundenspezifische Ent-
wicklungen fiir unterschiedliche Branchen

F olientastaturen sind die Schnittstellen

* Hendrik Bergau
... ist Field Application Manager bei
Kundisch.
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und Anwendungen konzentriert. Im Laufe
der Jahre hat sich das Unternehmen auf
Folientastaturen spezialisiert, die auf Basis
von hochwertigen kupferkaschierten Folien
hergestellt werden.

Vergoldete Leiterbahnen fiir
den rauen Einsatz

Die Kupfer-Leiterbahnen sind veredelt,
im Standard galvanisch versilbert oder fiir
extreme Einsatzbereiche vergoldet. Im rauem
Einsatz und bei harten Umgebungsbedin-
gungen treten Silbermigrationen auf. Dank
der vergoldeten Leiterbahnen und ohne den
Einsatz von Silber ist eine Migration komplett
ausgeschlossen. Elektronische Bauelemente
lassen sich prozesssicher iiber SMD-Be-
stiickung mit anschlief3}endem Lotprozess
integrieren. Das hat Vorteile fiir die Folien-
tastaturen im Hinblick aufihre Integrierbar-

Folientastatur:
Die Frontfolie ist das kosten-
glinstigste Human-Machine-
Interface, an das gleichzeitig
hohe Anforderungen an
Dichtigkeit und Be-
standigkeit gestellt
8. werden.

Bild: Kundisch

keit in Technik, Form und Design. Immer
haufiger werden abgeschlossene und priif-
bare Einheiten verlangt, die sich als Plug-
and-play-Module in Gerdte oder Anlagen
einfiigen lassen.

Kupfer hat den grofien Vorteil, dass es
durch geringe Leiterbahnwiderstande im
Vergleich zu Silber einen wesentlich gerin-
geren Schleifenwiderstand bietet. Ebenfalls
besteht eine wesentlich bessere Bruchfestig-
keit der Leiterbahnen. Die Folientastaturen
mit Kupfer bieten eine hohe Lebensdauer
und Bestdndigkeit gegen unterschiedliche
Umwelteinfliisse. Die Folientastaturen mit
Kupfer-Leiterbahnen sind aufgrund ihrer
konstant reproduzierbaren Qualitdt und Be-
lastbarkeit sehr gut geeignet fiir Anwendun-
gen in Medizin, Messtechnik und bei schwie-
rigen Umgebungsbedingungen geeignet.

Eine Folientastatur besteht aus unter-
schiedlichen Schichten und ist bedarfsge-
recht aufgebaut. Das hidngt vom jeweiligen
Einsatzszenario ab und wie der Kunde die
Integration und Haptik der Tasten wiinscht.
An vorderster Stelle und in direktem Kontakt
zum Nutzer steht zunichst die Frontfolie, die
optische und haptische Schnittstelle. Mit
verschiedenen Drucktechniken und Préage-
verfahren beschriftet und veredelt, tragt sie
entscheidend zur Akzeptanz des Gerates bei.
Das Material ist Polyester oder Polycarbonat.
Form, Farbe und Design sind flexibel und
konnen als ergonomisch sinnvolle Flachein-
gabesysteme gestaltet werden. Die Bedru-
ckung erfolgt unter Reinraumbedingungen
und auf mehreren Fertigungslinien.

Oberflachen unter Reinraum-
bedingungen bedruckt

Fiir die Herstellung samtlicher Arten von
Eingabeeinheiten kommt bei Kundisch vor-
nehmlich der technische Siebdruck zum
Einsatz. Unter Reinraumbedingungen und
mit hochspezialisierter Ausriistung verfiigt
der Hersteller iiber mehrere Fertigungslini-
en, die flexibel und ohne Qualitdtseinbufien
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jegliche Designvorlage auf die Folie drucken
kann. Da die Folien riickseitig bedruckt wer-
den, ist eine sehr hohe Kratzfestigkeit garan-
tiert. Sollen indes Prototypen, Messemuster
oder Kleinserien hergestellt oder aber indi-
viduelle Kundenwiinsche auf die Frontfolie
aufgebracht werden, setzen die Spezialisten
auf Digitaldruck. Fotos in hoher Qualitit,
verschiedene Farbverldufe und Grafiken las-
sen sich damit schnell und flexibel auf die
Folien bringen. Eine besonders hochwertige
und edle Optik erzielt das Verfahren der
Glanztechnologie, wo hochgldnzende Folie
partiell mit einem speziellen Strukturlack
bedruckt und dabei mattiert wird.

Damit die Tastenbereiche fiir eine bessere
Bedienung sich vom Anwender auch erfiih-
len lassen, werden die Folien gepragt. Das
erwirkt zugleich dank der Membranwirkung
eine taktile Riickmeldung der Bestdtigungs-
elemente, ist aber allein als Designelement
zur Hervorhebung verwendbar. Die Warzen-
pragung mit einer Hohe von 0,6 bis 0,8 mm
wird beim Einbau von LEDs bevorzugt, die
vergleichsweise flache Hochpragung mit 0,3
bis 0,5 mm kann in verschiedensten Kontu-
ren ausgefiihrt werden. Die Randpragung
dient der Fingerfiihrung bei gleichbleiben-
dem Flachenniveau von Frontfolie und
Tastflache. Eine Blasenpragung mit einer
Hohe von 0,6 bis 1,4 mm erlaubt Durchmes-
ser bis 17 mm.

Eine Folientastatur mit hoher
Pragungsart

Eine Besonderheit unter den Folientasta-
turen ist die Profiline mit einer ganz eigenen,
besonders hohen Pragungsart. Die Profiline
ist die Premium-Variante unter den Tastatu-
ren und eignet sich fiir viele Anforderungen
in der Industrie. Sie bietet eine taktile Riick-
meldung bei einem guten Schaltverhalten.
Die Tastatur kann den unterschiedlichsten
Anspriichen gerecht werden in Tastenform,
Tastengrofle und im Design. Ein Inlay aus
einem speziellen Kunststoff, das iiber den
Schaltelementen positioniert ist, macht das
Interface stabil selbst gegen auflergewdhn-
lich kraftvolle oder punktuelle Druckbelas-
tungen. Die Folientastatur wird mit beson-
deren LEDs ausgestattet, wobei das Licht der
LEDs durch die Schnappscheibe in das inte-
grierte Acryl-Inlay scheint, was eine beson-
ders homogene Ausleuchtung bewirkt.

Folientastaturen sind entscheidend fiir die
Akzeptanz des gesamten Gerdtes und der
guten Funktionalitdt der Mensch-Maschine-
Kommunikation. Neben einer optionalen,
interaktiven Bedienung mit Funktionsanzei-
gen und Symbolbeleuchtungen kommt es auf
optische Effekte wie Glanztechnik, Beleuch-
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Bild: Kundisch

Bild 1: Kundisch setzt bei seinen Produkten auch
gedruckte Elektronik ein und ist damit in der Lage,
RFID direkt in die Folientastaturen zu integrieren.

Bild: Kundisch

Bild 2: Taktile Riickmeldung und ein gutes Schalt-
verhalten machen die Profiline zum High-Class-
Bedienelement.

Bild: Kundisch

Bild 3: Glanztechnologie, Digitaldruck und Sieb-
druckverfahren — Die Tastaturen kbnnen ganz nach
Kundenwiinschen von kostenorientiert bis beson-
ders hochwertig gestaltet werden.

tung und Prdgung an, die einzelne Elemente
hervorhebt und individuellen Vorgaben
folgt. Die Tastaturen lassen sich mit Sonder-
folien fiir Auf}enanwendungen ausstatten
oder den medizinischen Einsatz antibakte-
riell oder antimikrobiell aufwerten. // HEH

Kundisch
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Professionelle P-Serie gibt es in drei Ausfiihrungen

Mit der Serie P kiindigt Tianma
eine neue professionelle Display-
Serie an. Verfiigbar sein soll die
P-Serie in drei Ausfiihrungen. Als
Advanced soll sie eine hohe
Pixeldichte bieten und das bei
einem grof3en Betrachtungswin-
kel. Ebenfalls soll die Ausfiih-
rung beim Kontrastverhiltnis
punkten und einen grof3en Farb-
umfang bieten. Dank der lang-
lebigen LEDs als Backlight eignet
sich Advanced fiir Anwendun-
gen im Freien. Sie sind zudem
optional spezifiziert fiir hohe
Schock- und Vibrationswerte.

OPTISCHES BONDEN

jur

P-series
4:3 format

Die zweite Gruppe ist Basic: Sie
erfiillen die Standard-Spezifika-
tionen und Leistungsanforde-
rungen des Marktes. Auflerdem
bieten sie eine Standard-Hellig-
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keit und ebenfalls eine langlebi-
ge Hinterleuchtung mit LED-
Technik. Schlief3lich die Gruppe
Entry: Sie sind die kostengiinsti-
ge Ausfiihrung der P-Serie.

Alle Modelle der P-Serie bieten
PCAP-Touch: Die dazu notwen-
digen Sensoren werden von
Tianma selbst entwickelt und
gefertigt. Der Zusammenbau des
PCAP-Sensors mit dem TFT-
LC-Display sowie das optische
Bonding oder Air-Gap-Bonding
(Frame Bonding) erfolgen direkt
vor Ort bei Tianma. Optional sind
kundenspezifische Deckglédser

verfiighar. Erste Displays aus der
Serie soll es mit 7" und WVGA
sowie 10,6" mit WXGA geben. Die
ersten Produkte im Format 4:3
mit XGA-Auflosung und hoher
Helligkeit soll es mit den Diago-
nalen 8,4, 10,4 und 12,1 geben.
Dank ihrer Beschaffenheit und
robusten Designs eignen sich die
Display-Modelle aus der P-Serie
fiir die medizinische Diagnostik,
aber auch in der Schifffahrt,
Luftfahrt, in Ziigen oder der
Landwirtschaft.

Tianma

Probleme beim Wechsel der Quecksﬂber-UV—Quelle zur LED

Beim optischen Bonden kamen
bisher Quecksilber-UV-Quellen
zum Einsatz. Jetzt wird auf LED
gewechselt. Das ist allerdings
nicht ohne Probleme mdéglich.
»oehr viele Beispiele zeigen
jlingst, dass beim Wechsel der
UV-Quelle einfach nur die alte
UV-Quelle, Quecksilberdampf-
lampen unterschiedlichster Cou-
leur, durch LEDs ersetzt werden.
Ein Tausch alt gegen neu funkti-
oniert jedoch nicht ohne Weite-
res“, erklart Klaus Wammes,
Geschaftsfithrer Wammes und
Partner, die aktuell immer hiu-
figer Trouble-Shooting-Anfragen
erhalt.

Nach Angabe des Experten auf
dem Gebiet der Display-Technik
ist ein Wechsel der UV-Quellen

auf LEDs aus mehreren Griinden
logisch und richtig. So sind LEDs
im Gegensatz zu den Quecksil-
berdampflampen nicht gefahr-
lich fiir Mensch und Umwelt.
Jedoch muss ein Tausch sys-
temabhéngig und vor allem pro-
fessionell durchdacht werden:
UV-LEDs haben eine spezielle
Wellenldnge und keine spektrale
Verteilung und bieten damit
nicht die Vielzahl der Emissions-
maxima ihrer auf Quecksilber
basierten Vorgédnger.

In manchen Fallen reagiert die
chemische Zusammensetzung
des Klebers bei falscher Kombi-
nation schlichtweg nicht auf das
LED-Licht und hértet gar nicht
erstaus. In anderen Fillen treten
diverse, auch sichtbare optische

respektive mechanische Artefak-
te auf.

Diese konnen sich beispiels-
weise {iber das gesamte Display
oder nur in lokalen Verschiebun-
gen der Farbtemperatur, in Fle-
cken unterschiedlicher Art, in
Kontrastverdnderungen oder in
Verdnderungen der Gamma-
Kurve zeigen. Mechanische Pro-
bleme treten zum Beispiel als
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Auffailligkeiten bei Schock- und
Vibrationstests auf.

,»Die Umstellung von UV-Be-
lichtungssystemen von Queck-
silber basierenden UV-Quellen
zu UV-LEDs erzeugt aktuell gro-
en Handlungsbedarf. Meist
wurden Fehler aber schon vor
sehr vielen Monaten begangen.
Die merk- beziehungsweise
sichtbaren Auswirkungen treten
erst viel spéter — also beim End-
kunden im Feld auf — und damit
erst nach vielen weiteren Stufen
in der Wertsch6pfungskette. Be-
sonders letzteres Szenario ist
kritisch, da nicht mehr repara-
bel, und verursacht so erhebli-
che Probleme und Kosten.*

Wammes & Partner

-Enhancing Human-Machine
Interaction with
PixArt’s PoWerful Sensors

o 'Oh-chip prqprietarywalgorithl‘h tqQ ease
further design effort

OPTICAL TRACK SENSOR -
Your solutign, to a high-resolution;
prdgrammable radial con,troller or
navigation device. = - ' Z

> Fast ﬂreport rate for the best user experience
N X s s o Highly integrated miniature module

GESTURE RECOGNITION

The answer to a real-time’responsive

and contactless 'HMl'solution.

°Ultra-low power consumption rate

Europe Office: Drewsensvej 1c, 8600 Silkeborg, Denmark
Phone: +45-2511-0342 | Email: sales_eu@pixart.com

RPixArt Imaging Inc.

https://www.pixart.com
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ERWEITERTES ANGEBOT

E-Paper-Displays b|s 42 Zoll

Data Modul arbeitet mit E Ink
zusammen: Damit kann das
Miinchner Unternehmen sein
Angebot an E-Paper-Produkten
erweitern. Im Angebot sind
E-Ink-Displays in den Farben
schwarz/weif3, schwarz/weif3/
rot, schwarz/weif3/gelb sowie als
farbige Displays mit Gelb/Orange
als Farbton oder als Full-Color-E-
Paper. Dank des patentierten
Herstellungsverfahrens, der E-
Ink-Technologie, bieten die Dis-
plays einen hohen Kontrast und
einen weiten Betrachtsungswin-
kel. Dank der reflektierenden
Darstellung eignen sie sich fiir
den Einsatz bei wenig Umge-
bungslicht oder direktem Son-
nenlicht. Zudem sind die E-Pa-
per-Displays stromsparend, da
sie bistabil sind und nur bei ei-
nem Bildwechsel Energie beno-
tigen. Der Anzeigeinhalt bleibt
anschlieflend ohne Stromzufuhr
sichtbar. Damit eignen sich die
Displays fiir einen batteriebetrie-
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Bild: Data Modul

benen Betrieb oder wo nur wenig
Energie bereitsteht. Aufgrund
ihrer reflektiven Eigenschaften
zusammen mit ausreichend Um-
gebungslicht aus allen Winkeln
gut ablesbar sind. Sie lassen sich
bei Wearables, unterschiedliche
Tags sowie E-Reader und E-Notes
einsetzen. Aber auch grof3flachi-
ge Digital-Signage und Smart-
Living-Anwendungen.

Data Modul

DISPLAY IM EDELSTAHLGEHAUSE

15, 19 und 21,5 Zoll mit IP66

Verschiedene Tochscreen-Dis-
plays bietet ICO Innovative Com-
puter: 15",19" und 21,5" sind die
Durchmesser der angebotenen
Modelle. Sie bieten zudem einen
Schutz nach IP66. Angesteuert
werden die Monitore sowohl
iiber VGA, als auch iiber HDMI,
der Touchcontroller wird iiber
USB angesteuert. Das Modell
mit 15" bietet 1.024 x 768 Pixel
und 450 cd//m2, das 19"'-Modell

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

Bild: ICO

1.280 x 1.024 Pixel bei 350 cd/m?
und die Modelle mit 21,5" eine
Auflésung von 1.920 x 1.080 Pixel
bei 250 cd/m2.

Erhiltlich sind alle Modelle
jeweils mit einem kapazitiven
oder einem resistiven Touch-
screen. Dabei unterstiitzen die
kapazitiven Modelle moderne
Funktionen wie Wischen, Zoo-
men oder Scrollen, die resistiven
Modelle hingegen konnen
punktgenau mit Eingabestiften
oder auch mit Handschuhen be-
dient werden. Fiir jeden Anwen-
dungsfall steht ein passendes
Modell bereit. Das OSD-Meniis
wird iiber separate Taster be-
dient, die sich auf der Riickseite
befinden. Ebenfalls auf der
Riickseite befinden sich vier
VESA100- Befestigungspunkte
fiir Schwenkarme, Wandkonso-
len oder Halterungen.

1CO Innovative Computer

51

www.display-elektronik.de

Display Elektronik GmbH - Am Rauner Graben 15 - D-63667 Nidda
Tel. 06043 - 98888-0 - Fax 06043 - 98888-11
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MESSTECHNIK-HERSTELLER
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Hochvolt-Messtechnik und Prufstande fur die E- Moblllt

Die Mobilitét ist im Wandel und

den elektrischen Antrieben ge- 3

hort die Zukunft. Das sieht imc
Test & Measurememt. Damit ein-
her muss sich die Messtechnik
den Entwicklungen anpassen:
Personensicherheit, EMV und
ESD. Im Fokus des Unterneh-
mens sind Messtechnik-Entwick-
lungen fiir E-Mobility. Auf der
digitalen Sensor+Test 2021 be-
richtet die Experten iiber die Ei-
genschaften der ,,imc HV-Mess-
technik® und ihre faseroptische
Alternative. Aulerdem E-Moto-
ren-Priifstinde und wie sie para-
metriert und automatisiert sowie
wie Priifplane erstellt werden.
Zum Sonderthema zeigt imc,
wo die Messsysteme bei Smart-
Monitoring-Anwendungen einen
Mehrwert bieten. Zum iiberwa-
chen von Gerduschemissionen
an Maschinen und Anlagen
greift man bei imc auf die Metho-
den und Werkzeuge zur Schall-
leistungsmessung zuriick. Ein
Werkzeug fiir die Messdatenana-
lyse gibt es das ,,imc FAMOS
2021“. Im Anschluss an die virtu-
ellen Vortrage stehen die Pro-
duktexperten fiir weitere Gespra-
che zur Verfiigung.

Kai Gilbert, Geschaftsfiithrer
von imc Test & Measurement,
sieht die gegenwdrtige wirt-
schaftliche Situation differen-

E-Motorenpriifstinde: Priifarten, Parametrierung, Automatisierung und
Priifpldne erstellen.

ziert: ,,Jm Moment beobachten
wir, dass sich der Inlandsmarkt
leicht erholt hat. Bei der E-Mobi-
litdt erleben wir, dass unsere
Kunden wieder mehr Projekte
realisieren. Durch die aktuellen
Hygieneschutzmaf3inahmen, wie
Homeoffice und Reiseverbote,
liegt das Auftragsniveau unter
unseren Erwartungen. Fiir unser
Unternehmen bietet sich die
Chance zur Transformation. Wir
erweitern wir unsere Prasenz auf
den internationalen Markten:
Anfang 2021 er6ffneten wir eine
Niederlassung in Korea und im
April 2021 in Osterreich. Mit einer
effizienteren Vertriebsstruktur

KOMPAKTER SICHERHEITS-DREHGEBER
Position und Geschwindigkeit erfassen

52

und der Digitalisierung des Ver-
triebs konnen wir schneller auf
die Bediirfnisse unserer Kunden
reagieren, Marktsegmente ge-
zielt ansprechen und trotz des
Wegfalls von Prdsenzveranstal-
tungen Kundenbeziehungen
pflegen.“

Zur Sensor+Test 2021 stellt imc
seine neuen HV-sicheren Mess-
module fiir E-Mobility-Tests vor,
die speziell fiir die Messdatener-
fassung in HV-Umgebungen, wie
an E-Fahrzeugen und -Kompo-
nenten, konzipiert sind. Ergdnzt
wird das Angebot durch das neue
,imc EOS*“: Hierbei handelt es
sich um das Messsystem von

Mit dem TRK38 stellt TWK einen
Singleturn-Magnet-Drehgeber
vor. Der Geber bietet einem
Durchmesser und eine Lange
von 38 mm bei einem Gewicht
von 60 g und eignet sich fiir die
Montage in beengten Baurdu-
men. Der TRK38 erfasst sicher-
heitsgerichtet Position und Ge-
schwindigkeit und erfiillt dabei
die Anforderungen von SIL 2 (IEC
61508) und Performance Level d
(EN 13849).

Die Positionsauflésung be-
tragt 16 Bit pro Umdrehung.
Die zertifizierte EtherCAT-FSoE-

imc, das in den Megahertz-
Bereich vorstof3t. Mit isolierten
Messverstarkern und einer Ab-
tastrate von 4 MHz sind die Ein-
satzgebiete vielfaltig. Sie reichen
vom High-Speed-Recorder-Ein-
satz bei Sprengversuchen iiber
Koérperschall- und Vibrations-
messungen an Maschinen, Ana-
lyse von Schaltvorgdngen an
Steuergerdten oder Airbag- und
Crash-Tests bis hin zu E-Mobility-
Untersuchungen. EOS ldsst sich
gemeinsam mit allen weiteren
Messsystemen von imc synchron
unter einer Software betreiben:
»imc STUDIO“. Die Software fiir
Datenerfassung, Visualisierung,
Automatisierung, Priifstands-
steuerung und Regelung wird
2021 in einer 64-Bit-Version ver-
offentlicht. Der modulare Auf-
bau der Software erlaubt es, nur
die bendétigten Funktionen aus-
zuwahlen. Neu ist, dass Anwen-
der kiinftig sowohl Kosten und
Funktionsumfang fiir eine Lizenz
dank neuer Mietmodelle besser
skalieren kénnen. In den imc
Applikationsabteilungen in Ber-
lin und Frankfurt/Main entwi-
ckelt ein 20-kdpfiges Team aus
Ingenieuren moderne Priifstdn-
de fiir Forschung, Entwicklung
und Produktion. // HEH

imc

Schnittstelle iibertrdagt die si-
cherheitsgerichteten Signale an
die iibergeordnete Steuerung
bzw. an ein Sicherheitsrelais so-
wie die Programmierung des
Sensors. Sein Aluminiumgehdu-
se sowie das gesamte Design er-
moglichen eine lange Lebens-
dauer selbst unter ungiinstigen
Bedingungen wie Vibrations-
und Stof8belastungen. Dazu leis-
tet das beriihrungslose, ver-
schleifdfreie Messprinzip einen
wesentlichen Beitrag.

TWK

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021
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KUNDENSPEZIFISCHE SENSORANWENDUNGEN
Beriihrungslose Drehmomentsensoren und Standardsensoren

Kundenspezifische Sensorlosun-
gen fiir E-Bikes, der Agrartechnik
oder Spezialanwendungen in der
Formel 1: Das entwickelt der
Sensor-Spezialist NCTE. Neben
den beriihrungsfreien Drehmo-
mentsensoren bietet das Unter-
nehmen ein breites Portfolio an
serienmé@fligen Standardsenso-
ren und passenden Zubehor-
teilen. Das Produktportfolio er-
streckt sich liber sechs verschie-
dene Serien, die nach Einsatz-
bereichen sowie erforderlichen
Nenndrehmomenten und Ge-
nauigkeiten untergliedert sind.
Die Standardsensoren werden

Jiirgen Uebbing, Vorstand der NCTE:
»Mit unseren Standardsensoren wol-
len wir unser Fachhdndler-Netzwerk

vor allem in Asien und Nordamerika

ausbauen.“

statt iiblicher Drehmomentsen-
soren in Priifstinden und End-
of-Line-Tests eingesetzt. Der
Vorteil: Die Messung erfolgt be-
rithrungsfrei auf Basis der inver-
sen Magnetostriktion ohne Kabel
oder Verschleil — und damit

wartungsfrei. Die Sensoren lie-
fern prazise Messwerte selbst bei
starken Vibrationen. Auch Ol
und Wasser beeintrdchtigen den
Betrieb nicht. Die Technologie
der inversen Magnetostriktion

von NCTE lasst sich als ein kom-
= plementdrer Losungsansatz zur

NCTE

@ herkdmmlichen DMS-Technolo-
gie ansehen.

,»Wir gestalten die Maschinen
und Entwicklungen unserer Kun-
den intelligenter und effizienter.
Unser Portfolio an Standardsen-
soren schliefit eine Liicke im
Markt fiir kostensparende Plug-
and-play-Drehmomentsensorik
in Entwicklungs- und Testumge-
bungen“, sagt NCTE-Vorstand
Jiirgen Uebbing. Alle Sensoren
werden am Firmensitz entwi-
ckelt und gefertigt. Mit kurzen
Lieferzeiten ab Lager werden die
Sensoren per Plug-and-play in
die Anwendung integriert. Mess-
bereiche sind standardmiflig
zwischen 0,5 bis 10.000 Nm.
Hohere Drehzahlen kénnen auf
Anfrage iiberpriift werden. Die
Genauigkeit reicht bis zu 0,1 Pro-

zent bei Drehzahlen bis 10.000
U/min. Die Sensorsysteme sind
standardmaflig staubgeschiitzt
nach der Schutzart IP50.

Als Optionen bietet NCTE un-
ter anderem ein kundenspezifi-
sches Nenndrehmoment, Win-
kelsensor oder Speed-Sensor. Die
Ausgangssignale umfassen 0-5
V/0-10 V/4-20 mA, CAN-Bus oder
USB und werden zukiinftig auf
+5 V und #10 V erweitert. ,,Mit
unserem Portfolio an Standard-
sensoren wollen wir unser Fach-
hdndler-Netzwerk vor allem in
Asien und Nordamerika ausbau-
en. Die digitale Sensor+Test 2021
bietet uns die Méglichkeit, Kun-
den, Partnern und Distributoren
aus der ganzen Welt unsere
Losungen vorzustellen®, erganzt
Uebbing abschlieflend. // HEH

NCTE

Experten
losen lhre
Mess-

> A

Uber 20 technische Experten
im AuBendienst stehen Ihnen
jederzeit fur ein individuelles
Beratungsgesprach zur
Verfuigung. Ob vor Ort, am
Telefon oder per Online-Demo.

Jetzt Termin vereinbaren.
>>> www.datatec.de/experten
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LASER-SCANNER
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Messfelder von 200 mm x 300 mm fiir Profilmessungen in 2D und 3D

Eine neue Scanner-Generation
bietet Micro-Epsilon mit dem
,»$CanCONTROL 30xx“ an. Damit
sind laut Hersteller Messfelder
von 200 mm x 300 mm moglich.
Die Scanner liefern die ermittel-
ten Messwerte mit einer Messge-
schwindigkeit von 10 kHz und
werden unter anderem im Auto-
mobil- und Schienenbau, der
Elektronikfertigung und dem
Maschinenbau eingesetzt.

Die Sensoren geben kalibrierte
Profildaten mit rund 5,5 Mio.
Punkten pro Sekunde bei bis zu
2.048 Messpunkten in der x-Ach-

MAGNETISCHER ENCODER IC

se und pro Profil aus. Aufgrund
ihrer kompakten Bauweise las-
sen sie sich auch in kleine Bau-
rdume integrieren. Das Gewicht
des Sensors ohne Kabel betragt
415 g. Damit sind die Sensoren
pradestiniert fiir Robotik-Anwen-

Nach AEC-Q100 qualifiziert

Die magnetischen Encoder-ICs
MU200 und MHL200 sind jetzt
nach AEC Q100 (Grade 1) quali-
fiziert. Damit eignen sie sich fiir
Automobil-Anwendungen mit
Temperaturen von —40 bis 125

°C. Die ICs eignen sich fiir Hoch-
wellen- und Off-Axis-Rotations-

S messung und lassen sich unter

anderem in elektrisch kommu-
tierten Motoren, zur Messung
von Lenkwinkeln, in Lidar-An-
wendungen oder zum Erfassen
von Winkeln eingesetzt werden.

Der Baustein iC-MU200 bietet
simultanes Abtasten zweier Ma-
gnetspuren nach dem Nonius-
Prinzip. Damit lassen sich Posi-
tionsauflésungen von typisch
19 Bit erreichen.

iC Haus

Micro-Epsilon

dungen. Die Laser-Profil-Scan-
ner werden fiir unterschiedliche
2D/3D-Profilmessungen einge-
setzt. In der Automatisierung,
der Fertigungs- und Prozessiiber-
wachung sowie der Qualitats-
kontrolle 16sen sie Messaufga-
ben mit hoher Dynamik auch auf
anspruchsvollen Oberfldachen.
Sind die Oberflichen inhomo-
gen, so sorgen der HDR-Modus
(High Dynamic Range) und die
Autobelichtung fiir stabile Mess-
werte, auch bei sich schnell be-
wegten Objekten. Fiir individu-
elle Anforderungen stehen ver-

MESSWERTGEBER

schiedene Betriebsmodi
Verfiigung.

Zudem wird eine professionel-
le Konfigurationssoftware mitge-
liefert. Die Anbindung der Scan-
ner erfolgt iiber digitale Eingdn-
ge und RS422 (halbduplex). Die
Messwertausgabe erfolgt direkt
iiber Ethernet (UDP/Modbus
TCP), RS422 (ASCII/Modbus
RTU), Analog, Schaltsignal,
PROFINET, EtherCAT und Ether-
Net/IP iiber das ,,scanCONTROL
Gateway II“.

zur

Micro-Epsilon

Host-Gerat fiir Indigo-Sonden

Die Serie Indigo 520 des Mess-
wertgebers arbeitet als Host-Ge-
rat fiir die kompatible Vaisala-
Sonden. Uber den Touchscreen
lassen sich lokale Messdaten
visualisieren und er bietet Zugriff

Bild: Vaisala

auf die Sondenkonfiguration.
Der Messwertgeber erweitert
die Optionen fiir Konnektivitat,
Versorgungsspannung und Ver-
kabelung im Vergleich zu einer
intelligenten Sonde. Das Metall-
gehduse ist nach IP66 und
NEMA4 geschiitzt. Zu den Indi-
go-kompatiblen intelligenten
Sonden zdhlen Feuchtesonden
(HMP1, HMP3, HMP4, HMP5,
HMP7, HMP8 und HMP9) oder
Taupunktsonden (DMP5, DMP6,
DMP7 und DMPS).

Vaisala

s
L

B imcEOS

High-Speed-Messgerat
im Megahertz-Bereich

O
imc

e Vibrationsmessungen
e Akustikmessungen

e E-Mobility-Untersuchungen

www.imc-tm.de/eos

produktiv messen
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Die Zustandsiiberwachung in der
Industrie in Krisenzeiten

»Die Wichtigkeit des
Themas Zustands-
liberwachung ist
unabhdngig von der
derzeitigen Situation
und den Einschrdn-
kungen zu sehen. Die
thematischen Heraus-
forderungen waren und bleiben: verbes-
sern der Betriebssicherheit, Nachhaltigkeit
und Effizienz. “

Andreas Wiengarn, Technischer Vertrieb bei PCB Synotech, Hiickelhoven

Bild: PCB Synotech

,Die Zustandsiiber-
wachung ist der Start
in viele Industrie-4.0-
Projekte und nicht
die vorausschauende
Wartung. Warum? Ma-
schinendaten miissen
erst sichtbar gemacht
werden, bevor diese analysiert und dann
auf Basis dessen Algorithmen entwickelt
werden kénnen. “

Elena Eberhardt, Business Development & Marketing Manager
bei Schildknecht, Murr

Bild: Schildknecht

INFRAROT-INTERFEROMETER

Detailbilder der MEMS-Mechanik

Ein mikromechanisches System
wie Beschleunigungs- und
Drehratensensoren enthalten
komplexe, als Silizium-Mikrome-
chanik realisierte, bewegliche
Komponenten. Diese sind her-
metisch von der Umgebungsat-
mosphdare abgeschirmt und fiir
den Einsatz optimiert. Allerdings
lie3 sich wahrend der Entwick-
lung das dynamische Verhalten
nur aufwendig optisch untersu-
chen. Abhilfe verspricht der
Micro System Analyzer MSA-650

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

Iris von Polytec. Dieser ist in der
Lage, Bewegungen durch die Si-
liziumkappe des Bauelements
hochaufgel6st und in Echtzeit zu
erfassen. Ermoglicht wird das
durch eine patentierte Messtech-
nik mit einem speziellen Infra-
rot-Interferometer. Die integrier-
te IR-Kamera schaut ebenfalls
durch die Kappe hindurch und
liefert hochaufgeloste Bilder der
MEMS-Mechanik.

Polytec
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MICRO-EPSILON

Mehr Prazision.
Laser-Wegsensor fr
Advanced Automation

= Einmalige Kombination aus GroBe,
Geschwindigkeit und Genauigkeit

= |deal fiir hochauflésende und
dynamische Messungen

= Advanced Surface Compensation
zur schnellen Messung auf
wechselnden Oberflachen

= Einfache Montage & Inbetriebnahme

= Hichste Fremdlichtbestandigkeit
seiner Klasse

Elektronik-Produktion

Kontaktieren Sie unsere
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680

micro-epsilon.de/opto
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MODULARE SENSOR-AKTOR-PLATTFORM

Swarmy-V2 erfasst physikalische und chemische Messgrof3en

Modulare Plattform: Swarmy-V2 er-
fasst sowohl Messdaten und erzeugt
auch Bewegungen.

Mit der zunehmenden Vernet-
zung durch das Internet der Din-
ge er6ffnen sich mit Methoden
des maschinellen Lernens neue

Bild: Volker Mai / Fraunhofer IZM

Zerspanungs-, Fiige- sowie Be-
schichtungsprozessen lassen
sich optimieren, die mit bisheri-
gen klassischen Ansédtzen der
Automatisierung nicht denkbar
waren. Ein Grundproblem der
neuen Ansitze ist jedoch die Vor-
hersagbarkeit der Resultate von
Lernalgorithmen. Es konnen kei-
ne exakten Angaben zum Aus-
gang einer solchen Vorgehens-
weise getroffen werden. Eine
Aussage, wie: ,,Die Fehlerrate im
Prozess sinkt um 20 Prozent* ist
erstim Nachhinein moglich. Ent-
sprechend hoch ist das Risiko fiir
Unternehmen einen solchen
neuen Prozess einzufiihren und
dementsprechend hoch ist auch
der Bedarfan Méglichkeiten, um

Plattform an, die in der Gruppe
Sensor Nodes & Embedded
Microsystems am Fraunhofer
Institut fiir Zuverldssigkeit und
Mikrointegration (IZM) entwi-
ckelt wird.

Die Plattform mit dem Namen
Swarmy-V2 soll die Liicke zwi-
schen einer neuen Idee bis zur
Akquise der bendtigten Daten
schlief3en. Gleichzeitig soll sie
mogliche Barrieren abschaffen
und Entwicklungszeiten verkiir-
zen. Swarmy-V2 bietet dem Be-
nutzer verschiedene Moglichkei-
ten, um physikalische und che-
mische Messgréflen zu erfassen
und Bewegungen zu erzeugen.
Die Wahrnehmung und Interak-
tion mit der Umwelt erfolgt dabei

auf einer mobilen App gespei-
chert, verarbeitet und visua-
lisiert. Swarmy-V2 integriert
verschiedenste Sensorik- und
Aktorik-Optionen auf einer
Flache von 36 mm x 26 mm, die
sich zu einer Modulvariante
konfigurieren lassen.

Wie der Name der Plattform
bereits erahnen ldsst, konnen
sich mehrere Module zu einem
Schwarm verbinden. Diese de-
zentrale und verteilte Architek-
tur bringt nicht nur Robustheit
und Flexibilitdt, sondern sie
bringt auch eine sehr gute Ska-
lierbarkeit des Gesamtsystems
mit sich und er6ffnet neue Mog-
lichkeiten zur Uberwachung und
Automatisierung von Prozessen

Moglichkeiten. Riistzeiten, Ferti-  dieses Risiko bei der Entschei- autark und die Kommunikation in der Industrie. // HEH
gungstoleranzen und Prozess- dung zu minimieren. Hier setzt drahtlos mit Bluetooth 5.2 (BLE).
schwankungen in Umformungs-, die neue modulare Sensor-Aktor- Gewonnene Daten werden lokal  Fraunhofer 1ZM
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Durchstarten 2021 -

gemeinsam aus der Krise

In dieser Interview-Reihe geben unsere Leserinnen und Leser Einblicke in die Herausforderungen
und Chancen der Corona-Pandemie in ihrem Unternehmen und verraten, was sie aus dem
Krisenjahr 2020 gelernt haben. Lassen Sie uns im neuen Jahr 2021 gemeinsam durchstarten!

Johann Wiesbdck, ELEKTRONIKPRAXIS: Wenn ein Osterrei-
cher Karl Valentin zitiert, wird ein Bayer wie ich hellhorig.
Den besonderen Blickwinkel von Marc Albin Alge kann ich
Thnen warmstens empfehlen - siehe Link durchstarten.

Das ganze Interview kdnnen Sie unter
www.elektronikpraxis.de/durchstarten

Bilder: ©SpicyTruffel; ©Anna - stock.adobe.com; alge electronic; Vogel Business Media

Eine gemeinsame Aktion der Medienmarken der é} VOGEL

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 2021

Marc Albin Alge, Geschiftsfiihrer in EMS : ,Ich freue mich,
wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es
auch. Welch ein Aphorismus. Die Art von Gedanke, die elegant
und treffsicher genau jene Nuance an Zuversicht verstromt,
der wir uns nicht entziehen kénnen. Es erscheint mir unmég-
lich, bei diesen Worten des grof3artigen Karl Valentin, um ein
Schmunzeln umhin zu kommen. Das Zitat taugt auch als
Fragestellung, wie wir in herausfordernden Momenten wirk-
lich zu den Dingen stehen. Tun wir das pessimistisch oder
optimistisch, sorgenvoll oder mutig?“
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ZUM SCHLUSS

Die Sensor+Test 2022 ist unser
Silberstreif am Horizont

Die Sensor+Test 2021 wird wieder nur als reine digita-
le Veranstaltung stattfinden. Viele Erfahrungen haben
die Veranstalter nach einem Jahr Pandemie sammeln
kénnen. Wie es allerdings 2022 aussehen wird, kann
heute noch niemand sagen.

Holger Bodeker von der AMA Service: ,,Noch kann
niemand vorhersagen, wie die Entwicklung in der Pandemie
weitergehen wird. “

vertraut. Termine, Themen, Partner und Organisation werden

fiir gewohnlich schon Jahre im Voraus prapariert. Doch seit
dem letzten Jahr ist bekanntermaf3en alles anders. Als der Vorganger
dieses Textes, damals bereits unter dem Eindruck der kurz zuvor
untersagten Sensor+Test 2020, entstand, konnten wir uns gemein-
sam mit Ausstellern, Besuchern und Kongressteilnehmern noch auf
die sicher wieder wie gewohnt stattfindende Veranstaltung des
nichsten Jahres freuen. Die Uberschrift lautete damals: Zur
Sensor+Test 2021 sehen wir uns wieder! Heute wissen wir, dass
diese Einschitzung zu optimistisch war und die Messtechnik-Messe
nicht wie geplant hybrid mit Prasenz- und Digitalteil stattfinden
kann, sondern erneut als reine Onlineveranstaltung an den Start
gehen wird. Natiirlich in einem stark verbesserten System mit einer
Vielzahl von Innovationen, Prasentationen und Vortrdgen sowie
optimierten Moglichkeiten fiir die digitale Kommunikation zwischen
allen Teilnehmern. Alle zusammen haben wir in der Vorbereitung
auf die Onlinemesse viele neue Erfahrungen gesammelt und sind
nun sehr gespannt, wie der Innovationsdialog unter diesen komplett
digitalen Bedingungen verlaufen wird.

Selbstverstandlich haben wir die Vorbereitung auf die Sensor+Test
2022 weiter fest im Blick. Diese ist nach den Erfahrungen des hinter
uns liegenden Jahres immer noch etwas sorgenvoller und die Pla-
nungen werden iiberlagert von der Frage, unter welchen dufieren
Umstanden wir Sie dann hoffentlich endlich wieder personlich
begriifien diirfen. Noch kann niemand vorhersagen, wie die Ent-
wicklung in der Pandemie weitergehen wird. Und fiir eine interna-
tionale Veranstaltung geht es dabei nicht nur um Sicherheits- und
Hygienekonzepte fiir das Messegeldnde, sondern um die Frage, ob
und wie unsere Aussteller und Besucher aus aller Welt zu uns kom-
men kénnen. Denn dies muss geklart sein, lange bevor sich die Tore

Q. Is Messemenschen sind wir mit langfristigen Planungen gut
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der Messe 6ffnen und wird wohl auch zukiinftig weiter unter dem
Vorbehalt moéglicher kurzfristiger Verdanderungen stehen. Die
Sensor+Test 2022 bleibt unser Silberstreif am Horizont. Nicht nur
wir, sondern viele unserer Teilnehmer wiinschen sich nichts mehr,
als endlich wieder eine Messe mit echten Begegnungen von Mensch
zu Mensch erleben zu diirfen. Zudem werden wir weiterhin alle
digitalen Informations- und Kontaktméglichkeiten anbieten. Die
Sensor+Test bleibt also auch in Zukunft eine hybride Veranstaltung.

Wenn es vom 10. bis 12. Mai 2022 dann endlich wieder ,,Willkom-
men zum Innovationsdialog® in Niirnberg heif3t, werden iiber die
Freude an der personlichen Begegnung hinaus auch Themen und
Programm von grofier Bedeutung sein. Ein wichtiger Bestandteil
davon ist das Sonderthema, das mit ,,Sensorik und Messtechnik fiir
die digitale Welt“ einen ebenso weiten, wie bedeutenden Anwen-
dungsbereich unserer Technologie umfasst. Mit der Auswahl dieses
Themas sollen aber nicht nur die innovativen Produkte und Leistun-
gen hierfiir in den Fokus geriickt werden, sondern vor allem auch
die iiberragende Bedeutung, die Sensorik und Messtechnik fiir das
Gelingen der digitalen Transformation hat, in der sich die gesamte
technische Welt aktuell befindet. Auf der wissenschaftlichen Seite
wird die Messe 2022 durch die VDE/VDI-Fachtagung Sensoren und
Messsysteme unterstiitzt. Dieser wichtigste deutschsprachige Kon-
gress zu den Themen unserer Branche wird die neuesten Entwick-
lungen aus der Forschung und die Grundlagen fiir zukiinftige Inno-
vationen prdsentieren.

Nun darfich Sie aber erst einmal herzlich einladen, den Aktivita-
ten von Ausstellern und Referenten in unseren Internetportalen, per
Newsletter, auf Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn oder Xing zu
folgen und sich mit ihnen zu vernetzen. Ich wiinsche Thnen viel
Erfolg und freue mich auf ein Wiedersehen mit Thnen vom 10. bis 12.
Mai 2022 in Niirnberg. // HEH
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Embedded Software
Engineering Kongress

29. November bis 3. Dezember 2021

— (Call for Papers -

Bewerben Sie sich jetzt als Referent®in fiir den
14. ESE Kongress 2021 in Sindelfingen

Es gibt viele gute Griinde, warum Sie sich mit Ihrem eigenen Vortrag beteiligen sollten. Seien Sie Teil von Deutschlands
groBter Wissenscommunity der Embedded-Software-Branche. Teilen und diskutieren Sie Ihr Knowhow mit einem
hochwertigen Fachpublikum. Fiir Haupt-Referierende ist die Kongressteilnahme kostenfrei. Die besten Sprecher*innen
werden mit dem Best Speaker Award ausgezeichnet.

Gestalten Sie den ESE Kongress aktiv mit und reichen Sie uns lhren Themenvorschlag bis zum 16. Mai 2021 ein.

Alle wichtigen Informationen zum Call for Papers finden Sie auf www.ese-kongress.de

Eventpartner 2020:

Arm, Axivion, BlackBerry QNX, ELEKTRONIKPRAXIS, embeff, emmtrix Technologies, froglogic, GitHub, Green Hills Software,
Hitex, IAR Systems, Kernkonzept, LDRA, LieberLieber Software, Logic Technology, macio, MathWorks, Micro Consult,

oose Innovative Informatik, Parasoft, Pengutronix, PLS Programmierbare Logik & Systeme, PROTOS, Razorcat Development,
RTI Real-Time Innovations, Sodius Willert, Tasking, Vector Informatik, Xilinx

Goldsponsoren 2020 Veranstalter

o o M‘_
axivion Green Hills ELEKTRONIf S
stopping software erosion SOFTWARE

‘e

Embedded Software Engineering Kongress

2021

29.11. bis 3.12.2021 in Sindelfingen
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Keep it simple! o=

Sense with MEMS.

-

—

WE meet @ digital days!

Nehmen Sie vom 26. bis 29. April 2021 teil:
www.we-online.de/digital-days

MEMS Sensor Portfolio & Kundenservice

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukiinftigen Anwendung. Das Messen von Tem-
peratur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher. Nutzen Sie die Vorteile
unseres Software Development Kits und der ab Werk erhdltlichen Evaluierungsboards. Ausfiihrliche
Dokumentationen sowie der direkte Support durch geschulte Ingenieure lassen keine Fragen offen.

Support durch Ingenieure innerhalb von 24 h
Exzellente Messgenauigkeit

Ab Werk Kkalibriert und direkt einsatzbereit
Kundenspezifische Interrupt Einstellungen
Implementierte Algorithmen

Digitale SPI- & I°C-Schnittstellen

Mit exzellenter Messgenauigkeit und Langzeitstabilitit liefern die Sensoren hochprézise und
akkurate Ausgangswerte mit intelligenten On-Chip-Interrupt-Funktionen.

Kombinieren Sie Sensoren und Funk - starten Sie Ihre loT-Anwendung noch heute:
www.we-online.de/sensors

® ® O ¥ O

3-Achsen-Beschleunigung  Temperatur IC Absolutdruck Differenzdruck Feuchtigkeit
WSEN-ITDS WSEN-TIDS WSEN-PADS WSEN-PDUS WSEN-HIDS
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